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Seguridad

Before installing this product, read the Safety Information.

Ayl cllaadall 301 B aag opxiiall 13a S 5 (14

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranca.
AERBEARTE 220, 4P Safety Information (Z&fHR) .
RERESZAN  HAMRE T LM, -

Prije instalacije ovog produkta obavezno proéitajte Sigurnosne Upute.

Pred instalaci tohoto produktu si prectéte pfirucku bezpeénostnich instrukei.

Laes sikkerhedsforskrifterne, for du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.
Ennen kuin asennat tdman tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.
Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Mpwv eykataoTroeTe TO TPOIOV autd, H1aBacTe TI§ MANPOQOPIES aopAlelas
(safety information).
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Atermék telepitése el6tt olvassa el a Biztonsagi el6irasokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.
HROREDHNC. REFERESHAA IS,

= MZ2 dXdt) A0 2t B85S SN2,

[Mpen na ce mHCTAIMpa OBO] NPOJAYKT, NpourTajTe HH(popManmjaTa 3a 6Ge3deHOCT.
I ERESRE:
N
‘1- - =

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) fer du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, nalezy zapoznac sig
z ksiazka "Informacje dotyczace bezpieczenstwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes sobre Seguranca.
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Mepen ycTaHOBKOM NPOAYKTA MPOYTUTE UHCTPYKLIUA MO
TeXHUKe 6830I'IE.CHOCTM.

Pred instalaciou tohto zariadenia si pecitaje Bezpecnostné predpisy.
Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la informacion de seguridad.

Lé&s sakerhetsinformationen innan du installerar den har produkten.
Bygvafayfragwiis] §x P g aas
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Lista de comprobacion de inspeccion de seguridad

Utilice la informacién de esta seccion para identificar condiciones potencialmente inseguras en su sistema.
Durante el disefio y la construccién de cada equipo, se instalaron elementos de seguridad requeridos para
proteger a los usuarios y técnicos de servicio frente a lesiones.

Nota: El producto no es apto para su uso en lugares de trabajo con pantalla visual de acuerdo con la
clausula 2 del reglamento laboral.

PRECAUCION:

Este equipo debe ser instalado o mantenido por personal de servicio capacitado, tal como se define
en NEC, IEC 62368-1 e IEC 60950-1, el estandar de Seguridad de equipos electrénicos dentro del
campo de audio/video, Tecnologia de la informacion y Tecnologia de comunicacion. Lenovo supone
que cuenta con la calificacién para entregar servicio y que cuenta con formacion para reconocer
niveles de energia peligrosos en los productos. El acceso al equipo se realiza mediante el uso de una
herramienta, bloqueo y llave, o con otros medios de seguridad, y es controlado por la autoridad
responsable de la ubicacion.

Importante: Se requiere conexion eléctrica a tierra del sistema para la seguridad del operador y el
funcionamiento correcto del sistema. Un electricista certificado puede verificar la conexion eléctrica a tierra
de la toma de alimentacion.

Utilice la siguiente lista de comprobacion para asegurarse de que no se presenten condiciones
potencialmente inseguras:

1. Asegurese de que la alimentacion esté apagada y los cables de alimentacion estén desconectados.
2. Revise el cable de alimentacion.

e Asegurese de que el conector a tierra esté en buenas condiciones. Utilice un metro para medir la
continuidad de la conexién a tierra del tercer cable para 0,1 ohmios o menos entre la clavija externa
de puesta a tierra y el bastidor de tierra.

¢ Asegurese de que el cable de alimentacion sea del tipo adecuado.

Para ver los cables de alimentacién que estan disponibles para el servidor:
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a. Visite la siguiente pagina:
http://dcsc.lenovo.com/#/

b. Haga clic en Preconfigured Model (Modelo preconfigurado) o Configure to order (Configurar
a pedido).

c. Especifique el tipo de equipo y el modelo del servidor para mostrar la pagina de configuracion.

d. Haga clic en Power (Alimentacion) - Power Cables (Cables de alimentacidn) para ver todos
los cables de la linea eléctrica.

e Asegurese de que el aislamiento no esté desgastado ni dafiado.

3. Compruebe que no haya ninguna alteracién obvia que no sea de Lenovo. Utilice un buen juicio con
respecto a la seguridad de las alteraciones que no sean de Lenovo.

4. Compruebe que dentro del servidor no haya ninguna condicién insegura evidente, como limaduras
metalicas, contaminacidn, agua u otros liquidos o sefales de dafno de incendio o de humo.

5. Compruebe si hay cables gastados, deteriorados o pinzados.

6. Asegurese de que los pasadores de la fuente de alimentacion (tornillos o remaches) no se hayan quitado
ni estén manipulados.
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Capitulo 1. Procedimientos de sustitucion del hardware

Esta seccidn proporciona instalacion y procedimientos para quitar para todos los componentes del sistema
que se puedan reparar. Cada procedimiento de sustitucidén del componente se refiere a cualquier tarea que
es necesario realizar para poder acceder al componente que se sustituye.

Directrices de instalacion

Antes de instalar componentes en el nodo o chasis, lea las directrices de instalacion.

Antes de instalar dispositivos opcionales, lea los siguientes avisos con atencion:

Atencion: Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida
de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema de
descarga a tierra.

Lea la informacién y las directrices de seguridad para asegurar su seguridad en el trabajo:
— Una lista completa de informacion de seguridad para todos los productos esta disponible en:

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

— También esta disponible la siguiente directriz en: “Manipulacion de dispositivos sensibles a la
electricidad estéatica” en la pagina 4.

¢ Asegurese de que los componentes que esta instalando sean compatibles con su sistema.

— Para obtener una lista de los componentes opcionales compatibles con el sistema, consulte https://
serverproven.lenovo.com.

— Para ver el contenido del paquete de opciones, consulte https://serveroption.lenovo.com/.
¢ Para obtener mas informacién acerca de pedidos de piezas:

1. Vaya a http://datacentersupport.lenovo.com y navegue a la pagina de soporte correspondiente a su
nodo o chasis.

2. Haga clic en Parts (Piezas).
3. Especifique el nUmero de serie para ver una lista de piezas del sistema.

¢ Cuando instale un nuevo nodo, descargue y aplique el firmware mas reciente. Esto le ayudara a asegurar
que se corrijan los problemas conocidos y que el nodo esta preparado para funcionar con un rendimiento
6ptimo. Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3/
downloads/driver-list para descargar el firmware y las actualizaciones de controladores mas recientes del
servidor.

Importante: Algunas soluciones de cluster requieren niveles de cédigo especificos o actualizaciones de
codigo coordinadas. Si el componente forma parte de una solucién de cluster, verifique el menu de nivel
de cédigo de Mejor receta mas reciente para el firmware y unidad compatible de cluster antes de
actualizar el codigo.

e Sjsustituye una pieza, como un adaptador, que contiene firmware, es posible que deba actualizar el
firmware de esa pieza. Para obtener mas informacion sobre la actualizacién de firmware, consulte
“Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o Guia de configuracion del sistema.

e Se recomienda asegurarse de que el sistema funciona correctamente antes de instalar un componente
opcional.

e Mantenga la zona de trabajo limpia y coloque los componentes desconectados en una superficie plana 'y
lisa que no se sacuda ni incline.
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No intente levantar un objeto que crea que es demasiado pesado para usted. Si debe levantar un objeto
pesado, tenga en cuenta las precauciones siguientes:

— Asegurese de que puede mantenerse en pie sin resbalar.
— Distribuya el peso del objeto de forma equitativa entre ambos pies.

— Levantelo aplicando la fuerza lentamente. No se mueva nunca de forma repentina o gire mientras
levanta un objeto pesado.

— Para evitar sobrecargar los musculos de la espalda, levantelo estando de pie o haciendo fuerza hacia
arriba con los musculos de las piernas.

Realice una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de realizar cambios en las unidades
de disco.

Tenga a mano un destornillador pequefio de punta plana, un destornillador Phillips pequefio o un
destornillador T8 Torx.

Para ver los LED de error de la placa del sistema (conjunto de la placa del sistema) y los componentes
internos, déjelos encendidos.

No es necesario apagar el nodo para extraer o instalar las fuentes de alimentacion de intercambio en
caliente, las unidades de intercambio en caliente o los dispositivos USB conectables en caliente. Sin
embargo, debe apagar el nodo y extraerlo del chasis antes de realizar cualquier paso que implique extraer
o instalar componentes o cables dentro del nodo.

Cuando sustituya unidades de fuente de alimentacion, asegurese de consultar las reglas de redundancia.

El color azul en un componente indica los puntos de contacto por los que puede sostener un componente

para extraerlo o instalarlo en el sistema, abrir o cerrar un mecanismo de cierre, etc.

¢ El color naranja en un componente o cerca del mismo indica que el componente se puede intercambiar
en caliente si el nodo y el sistema operativo admiten la funcion de intercambio en caliente, lo que significa
que es posible extraer o instalar el componente mientras el nodo esta en ejecucion. El color naranja
también indica los puntos de contacto en los componentes de intercambio en caliente. Consulte las
instrucciones para extraer o instalar un componente de intercambio en caliente especifico para ver
procedimientos adicionales que es posible que sea necesario realizar antes de extraer o instalar el
componente.

e Labanda roja en las unidades, ubicada adyacente al pestillo de liberacién, indica que la unidad se puede
intercambiar en caliente si el nodo y el sistema operativo admiten esta capacidad. Esto significa que
puede extraer o instalar la unidad mientras el nodo esta en ejecucion.

Nota: Consulte las instrucciones especificas para el sistema para extraer o instalar una unidad de
intercambio en caliente para ver posibles procedimientos adicionales que sea necesario realizar antes de
extraer o instalar la unidad.

¢ Cuando haya finalizado el trabajo en el nodo o chasis, asegurese de volver a instalar las pantallas
protectoras de seguridad, protectores, etiquetas y cables de toma de tierra.

Lista de comprobacion de inspeccion de seguridad

Utilice la informacidn de esta seccion para identificar condiciones potencialmente inseguras en su sistema.
Durante el disefio y la construccion de cada equipo, se instalaron elementos de seguridad requeridos para
proteger a los usuarios y técnicos de servicio frente a lesiones.

Nota: El producto no es apto para su uso en lugares de trabajo con pantalla visual de acuerdo con la
clausula 2 del reglamento laboral.

PRECAUCION:

Este equipo debe ser instalado o mantenido por personal de servicio capacitado, tal como se define
en NEC, IEC 62368-1 e IEC 60950-1, el estandar de Seguridad de equipos electrénicos dentro del
campo de audio/video, Tecnologia de la informacion y Tecnologia de comunicacion. Lenovo supone
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que cuenta con la calificacién para entregar servicio y que cuenta con formacién para reconocer
niveles de energia peligrosos en los productos. El acceso al equipo se realiza mediante el uso de una
herramienta, bloqueo y llave, o con otros medios de seguridad, y es controlado por la autoridad
responsable de la ubicacion.

Importante: Se requiere conexidn eléctrica a tierra del sistema para la seguridad del operador y el
funcionamiento correcto del sistema. Un electricista certificado puede verificar la conexion eléctrica a tierra
de la toma de alimentacion.

Utilice la siguiente lista de comprobacion para asegurarse de que no se presenten condiciones
potencialmente inseguras:

1. Asegurese de que la alimentacion esté apagada y los cables de alimentacion estén desconectados.
2. Reuvise el cable de alimentacion.

¢ Asegurese de que el conector a tierra esté en buenas condiciones. Utilice un metro para medir la
continuidad de la conexién a tierra del tercer cable para 0,1 ohmios o menos entre la clavija externa
de puesta a tierra y el bastidor de tierra.

e Asegurese de que el cable de alimentacion sea del tipo adecuado.

Para ver los cables de alimentacion que estan disponibles para el servidor:
a. Visite la siguiente pagina:
http://dcsc.lenovo.com/#/

b. Haga clic en Preconfigured Model (Modelo preconfigurado) o Configure to order (Configurar
a pedido).

c. Especifique el tipo de equipo y el modelo del servidor para mostrar la pagina de configuracion.

d. Haga clic en Power (Alimentacion) - Power Cables (Cables de alimentacidn) para ver todos
los cables de la linea eléctrica.

e Asegurese de que el aislamiento no esté desgastado ni dafado.

3. Compruebe que no haya ninguna alteracién obvia que no sea de Lenovo. Utilice un buen juicio con
respecto a la seguridad de las alteraciones que no sean de Lenovo.

4. Compruebe que dentro del servidor no haya ninguna condicién insegura evidente, como limaduras
metalicas, contaminacién, agua u otros liquidos o sefales de dafo de incendio o de humo.

5. Compruebe si hay cables gastados, deteriorados o pinzados.

6. Asegurese de que los pasadores de la fuente de alimentacion (tornillos o remaches) no se hayan quitado
ni estén manipulados.

Directrices de fiabilidad del sistema

Revise las directrices de fiabilidad del sistema para garantizar una refrigeracion y fiabilidad correctas del
mismo.

Asegurese de que cumple con los siguientes requisitos:

e Cuando el sistema tiene una alimentacién redundante, se debe instalar una fuente de alimentacion en
cada bahia de fuente de alimentacion.

¢ Debe existir un espacio suficiente alrededor del nodo y el chasis a fin de permitir que el sistema de
refrigeracién funcione correctamente. Deje aproximadamente 50 mm (2,0 pulgadas) de espacio alrededor
de la parte frontal y de la parte posterior del chasis. No coloque ningun objeto en la parte frontal de los
ventiladores.

e Para permitir la refrigeracion y el flujo de aire adecuados, vuelva a colocar la cubierta del nodo antes de
encenderlo. No utilice el nodo sin la cubierta, ya que podria danar los componentes del nodo.
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e Se deben seguir las instrucciones de cableado que se proporcionan con los adaptadores opcionales.

¢ Una unidad de intercambio en caliente extraida se debe sustituir en menos de dos minutos después de la
extraccion.

¢ Una fuente de alimentacion de intercambio en caliente extraida debe sustituirse por otra unidad de fuente
de alimentacién o por un relleno de PSU en los dos minutos siguientes a su extraccion.

¢ Todos los z6calos del procesador deben contener siempre una cubierta de zécalo o un procesador y un
disipador de calor.

Manipulacidén de dispositivos sensibles a la electricidad estatica

Revise estas directrices antes de manipular dispositivos sensibles a la electricidad estatica para reducir la
posibilidad de dafo de descarga electroestatica.

Atencioén: Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida
de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema de
descarga a tierra.

¢ Limite su movimiento para evitar que aumente la electricidad estatica alrededor.

¢ Tenga especial cuidado al manipular dispositivos en el frio, porque la calefaccion puede reducir la
humedad interna y aumentar la electricidad estatica.

e Utilice siempre una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema de conexion a tierra.

¢ Mientras el dispositivo se encuentre aun en su envase antiestatico, pongalo en contacto con una
superficie metalica no pintada de la parte exterior del nodo o el chasis durante un minimo de
dos segundos. Esto descargara la electricidad estatica de la bolsa y de su cuerpo.

e Saque el dispositivo del envase e instalelo directamente en el nodo o chasis sin soltar el dispositivo. Si es
necesario guardar o depositar el dispositivo en algun sitio, introdudzcalo de nuevo en su bolsa antiestatica.
No coloque el dispositivo sobre el nodo o el chasis ni sobre una superficie metalica.

¢ Al manipular el dispositivo, sosténgalo con cuidado por sus bordes o su marco.
* No toque las uniones de soldadura, ni tampoco las patillas ni el circuito expuesto.
¢ Mantenga el dispositivo alejado de otros para evitar dafios posibles.

4  Guia de mantenimiento del hardware deThinkSystem SD530 V3



Reglas y orden de instalacion de un médulo de memoria

Los médulos de memoria se deben instalar en un orden especifico, segun la configuracion de la memoria
implementada y la cantidad de procesadores y modulos de memoria instalados en el servidor.

Tipos de memoria admitidos

Para obtener informacién sobre los tipos de médulo de memoria admitidos por este servidor, consulte
“Memoria” en la “Especificaciones técnicas del nodo” en la pagina 157.

Hay informacién sobre la optimizacion del rendimiento de memoria y configuracion de memoria disponible
en el sitio web de Lenovo Press:

https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory
Ademas, puede aprovechar un configurador de memoria, que esta disponible en el siguiente sitio:

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

Para obtener informacidn especifica acerca del orden de instalacion requerido para los médulos de memoria
en SD530 V3, segun la configuracion del sistema y el modo de memoria que esta implementando, consulte a

continuacion.

Diseno de los médulos de memoria y el procesador
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Figura 1. Disefio de los mddulos de memoria y el procesador

La tabla de la configuracion del canal de memoria que aparece a continuacion muestra la relacion entre los
procesadores, los controladores de memoria, los canales de memoria y los nimeros de ranura del moédulo
de memoria.

Tabla 1. Identificacion de ranuras de memoria y canales

Procesador Procesador 1

Canal CH1 (7/H)| CHO (6/G) |CH1 (5/F)|CHO (4/E) @@ CHO (0/A) | CH1 (1/B) | CHO (2/C) | CH1 (3/D)

N° de ranura de DIMM 8 7 6 5 4 3 2 1

Procesador Procesador 2

Canal CH1 (3/D)| CHO (2/C) CH1)(1/ CHO (0/A) @ CHO (4/E) | CH1 (5/F) | CHO (6/G) | CH1 (7/H)
B

N° de ranura de DIMM 16 15 14 13 12 11 10 9

Capitulo 1. Procedimientos de sustitucion del hardware
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Directrices de instalacion de modulos de memoria

¢ | as siguientes configuraciones de memoria y las secuencias de llenado son compatibles con
ThinkSystem SD530 V3:

“Orden de instalacion de DIMM DRAM?” en la pagina 7 (RDIMM o RDIMM 3DS)

¢ Se requiere al menos un DIMM para cada procesador. Instale al menos ocho DIMM por procesador para
obtener un buen rendimiento.

e Cuando se sustituye un DIMM, el nodo proporciona capacidad de habilitacién de DIMM automatica sin
que se requiera que use Setup Utility para habilitar el nuevo DIMM manualmente.

Atencion:

¢ Instale DIMM de la misma velocidad para obtener un rendimiento éptimo. De lo contrario, BIOS
encontrara y ejecutara el canal de menor velocidad.

e Dentro de un canal, siempre llene los DIMM con la mayor cantidad de filas en la ranura mas lejana de
DIMM, seguida por la ranura mas cercana de DIMM.

e Cuando se instala un procesador, cada una de las ranuras de DIMM conectadas al procesador se deben
instalar con un DIMM o relleno de DIMM.

— Las ranuras de DIMM 1-8 estan conectadas al procesador 1
— Las ranuras de DIMM 9-16 estan conectadas al procesador 2
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Orden de instalacion de DIMM DRAM

Esta seccién contiene informacioén sobre cémo instalar DIMM DRAM correctamente.

Orden de instalacion del modo de memoria independiente

En el modo de memoria independiente, los canales de memoria se pueden rellenar con DIMM en cualquier

orden y puede llenar todos los canales para cada procesador en cualquier orden sin requisitos de

coincidencia. El modo de memoria independiente proporciona el mayor nivel de rendimiento de la memoria,

pero no posee la proteccion de conmutacion por error. El orden de instalacion de DIMM para el modo de
memoria independiente varia de acuerdo con el nimero de procesadores y médulos de memoria instalados
en el nodo.

Orden de instalacion de médulos de memoria en el modo independiente

Siga las reglas siguientes al instalar los médulos de memoria en el modo independiente:

Todos los médulos de memoria deben ser médulos de memoria DDR5.

Se requiere al menos un DIMM DDRS5 por procesador instalado.

Todos los médulos de memoria DIMM DDR5 deben funcionar a la misma velocidad en el mismo nodo.
El llenado de memoria debe ser idéntico entre procesadores.

Se admiten médulos de memoria de diferentes proveedores.

En cada canal de memoria, llene primero la ranura mas lejana del procesador (ranura 0).

No se permite la combinacién de DIMM x8 y x4 en un nodo.

Todos los médulos de memoria instalados deben ser del mismo tipo.

Notas:

¢ Puede que el sistema se congele en POST en un servidor que esta funcionando en esta configuracion. En

este caso, péngase en contacto con el servicio de Lenovo para sustituir el DIMM que ha fallado para que

funcione correctamente.

Capitulo 1. Procedimientos de sustitucion del hardware
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Con un procesador

La siguiente tabla muestra la secuencia de llenado de DIMM para el modo de memoria independiente con un
procesador instalado.

Tabla 2. Secuencia de llenado de memoria de modo independiente para un procesador

Total de DIMM Procesador 1

8 7 6 5 4 3 2 1
1 4
2 7 4
4% 7 5 4
6 7 6 5 4 1
8 8 7 6 5 4 3 2 1
Nota:
* Cuando hay dos o cuatro DIMM instalados por procesador, no se admiten DIMM de 24 GB o 48 GB.
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Con dos procesadores

La siguiente tabla muestra la secuencia de llenado de DIMM para el modo de memoria independiente con

dos procesadores instalados.

Tabla 3. Secuencia de llenado de memoria en modo independiente para dos procesadores

Total de DIMM Procesador 1

8 7 6 5 4 3 2 1
2 4
4% 7 4
8* 7 5 4 2
12 7 6 5 4 2 1
16 8 7 6 5 4 3 2 1
Total de DIMM Procesador 2

9 10 11 12 13 14 15 16
2 13
4+ 10 13
8* 10 12 13 15
12 10 11 12 13 15 16
16 9 10 11 12 13 14 15 16
Nota:

* Cuando hay dos o cuatro DIMM instalados por procesador, no se admiten DIMM de 24 GB o 48 GB.

Capitulo 1. Procedimientos de sustitucion del hardware
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Orden de instalacion del modo de duplicado de memoria

El modo de duplicacion de memoria proporciona redundancia de memoria completa a la vez que reduce la
capacidad de memoria total del nodo a la mitad. Los canales de memoria se agrupan en pares con cada
canal que recibe los mismos datos Si se produce un error, el controlador de memoria cambia de los DIMM
del canal principal a los DIMM del canal de copia de seguridad. El orden de instalacion de DIMM para la
duplicacion de memoria varia de acuerdo con el nimero de procesadores y DIMM instalados en el nodo.

Directrices de duplicado de memoria:

¢ La duplicacién de memoria reduce la memoria maxima disponible a la mitad de la memoria instalada. Por
ejemplo, si el nodo tiene 64 GB de memoria instalada, solo hay disponibles 32 GB de memoria utilizable
cuando esta habilitada la duplicacién de memoria.

e (Cada DIMM debe ser idéntico en tamafo y arquitectura.
¢ [ os DIMM en cada canal de memoria deben tener la misma densidad.

¢ Sidos canales de memoria tienen DIMM, se produce una duplicacién en dos DIMM (los canales 0/1
contendran los cachés de memoria primaria o secundaria).

e Sitres canales de memoria tienen DIMM, se produce una duplicacién en los tres DIMM (los canales 0/1,
los canales el 1/2 y los canales 2/0 contendran los cachés de memoria primaria o secundaria).

¢ FEl duplicado de memoria parcial es una subfuncién del duplicado de memoria. Requiere seguir el orden
de instalacion de memoria del modo de duplicado de memoria.

Con un procesador

La siguiente tabla muestra la secuencia de llenado de DIMM para el duplicado de memoria cuando se

instalan un procesador.

Tabla 4. Modo de duplicado de memoria con un procesador

Total de DIMM Procesador 1
8 7 6 5 4 3 2 1
811 8 7 5 4 3 2 1
Nota:

+ La funcién de organizacién en clusteres de Sub NUMA (SNC2) solo se puede habilitar cuando se rellenan DIMM en
esta secuencia especificada. La funcién SNC2 se puede habilitar mediante UEFI.

1 Configuraciones de DIMM que admiten Software Guard Extensions (SGX), consulte “Habilitar Software Guard
Extensions (SGX)” en la Guia del usuario o Guia de configuracion del sistema para habilitar esta funcion.

Con dos procesadores

La siguiente tabla muestra la secuencia de llenado de DIMM para el modo de duplicado de memoria cuando
se instalan dos procesadores.

Tabla 5. Duplicacion de memoria con dos procesadores

Total de DIMM Procesador 1
8 7 6 5 4 3 2 1
811 8 7 6 5 4 3 2 1
Total de DIMM Procesador 2
9 10 11 12 13 14 15 16
16+ 9 10 11 12 13 14 15 16
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Tabla 5. Duplicacion de memoria con dos procesadores (continuacion)

Nota:
T La funcion de organizacion en clusteres de Sub NUMA (SNC2) solo se puede habilitar cuando se rellenan DIMM en
esta secuencia especificada. La funcién SNC2 se puede habilitar mediante UEFI.

1 Configuraciones de DIMM que admiten Software Guard Extensions (SGX), consulte “Habilitar Software Guard
Extensions (SGX)” en la Guia del usuario o Guia de configuracion del sistema para habilitar esta funcion.

Encendido y apagado del nodo

Siga las instrucciones de esta seccidn para encender y apagar el nodo.

Encendido del nodo

Después de que el nodo realice una autoprueba corta (LED de estado de encendido parpadea rapidamente)
cuando esta conectado a la alimentacién de entrada, entra en un estado en espera (LED de estado de
encendido parpadea una vez por segundo).

Las ubicaciones del botdn de inicio/apagado y el LED de encendido se especifican en:

e “Componentes de hardware” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema
¢ “Resolucion de problemas mediante LED de sistema y pantalla de diagndstico” en la pagina 168

Un nodo se puede encender (LED de encendido iluminado) de cualquiera de estas maneras:

e Puede pulsar el boton de encendido.

¢ El nodo se puede reiniciar automaticamente después de una interrupcion de la alimentacién.

¢ El nodo puede responder a solicitudes remotas de encendido enviadas al Lenovo XClarity Controller.

Para obtener informacién sobre cémo apagar el nodo de calculo, consulte “Apagado del nodo” en la pagina
11.

Apagado del nodo

El nodo permanece en estado de espera cuando esta conectado a una fuente de alimentacion, lo que
permite que Lenovo XClarity Controller responda a las solicitudes de encendido remotas. Para apagar por
completo el nodo (LED de estado de alimentacion apagado) debe desconectar todos los cables de
alimentacion.

Las ubicaciones del botdn de inicio/apagado y el LED de encendido se especifican en:

e “Componentes de hardware” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema
¢ “Resolucion de problemas mediante LED de sistema y pantalla de diagndstico” en la pagina 168

Para colocar el nodo en estado de espera (LED de estado de encendido parpadea una vez por segundo):

Nota: Lenovo XClarity Controller puede colocar el nodo en estado de espera como respuesta automatica a
un error critico del sistema.

¢ Inicie un apagado ordenado del sistema operativo (si esta funcion es compatible con el sistema
operativo).

¢ Presione el botdn de estado de alimentacién para iniciar un apagado ordenado (si esta funcién es
compatible con el sistema operativo).

¢ Mantenga pulsado el botén de alimentacion durante mas de 4 segundos para forzar el apagado.
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En estado de espera, el nodo puede responder a solicitudes remotas de encendido enviadas a Lenovo
XClarity Controller. Para obtener informacién sobre cémo encender el nodo de calculo, consulte “Encendido
del nodo” en la pagina 11.

Sustitucion del chasis

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer el chasis del bastidor o instalarlo en este.

Importante: Por motivos de seguridad, asegurese de que no haya ninguin nodo ni unidad de fuente de
alimentacién instalados en el chasis al extraer o instalar el chasis en el bastidor.

Extraccion del chasis del bastidor

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer el chasis del bastidor.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

R0O06

PRECAUCION:
No coloque ninguin objeto encima de un dispositivo montado en bastidor, a menos que dicho
dispositivo sea para utilizar como estante.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Utilice métodos seguros cuando levante el chasis. Se aconseja que la tarea de extraer o instalar el chasis
la ejecuten dos personas.

PRECAUCION:
Utilice métodos seguros cuando levante el chasis.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.

a. Sihay soportes de envio instalados en la parte posterior del bastidor, extraigalos. Si no, omita
este paso.

1. © Retire los tornillos que fijan el soporte posterior.

2. ® Empuije el soporte hacia la parte posterior del bastidor y, a continuacion, extraiga el
soporte del bastidor y del chasis.

3. © Repita los pasos anteriores para extraer el otro soporte de envio posterior.
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Paso 2.
Paso 3.

Figura 2. Extraccion de los soportes de envio

b. Sihay nodos instalados en el chasis, apague todos los nodos y desconecte todos los cables
externos de los nodos; a continuacion, extraiga los nodos del chasis (consulte “Apagado del
nodo” en la pagina 11 y “Extraccién de un nodo del chasis” en la pagina 35).

Nota: Para quitar un cable de red externo de la parte posterior de un nodo 2U, presione el clip
de liberacion con un destornillador de cabeza plana, si es necesario.

c. Sihay unidades de fuente de alimentacion instaladas en el chasis, extraigalas (consulte
“Extraccion de una fuente de alimentacion de intercambio en caliente” en la pagina 19).

Afloje los tornillos de fijacidn que se encuentran en la parte frontal del chasis.

Tire con cuidado del chasis hacia fuera del bastidor y, a continuacién, extraiga el chasis de los
rieles.
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Figura 3. Extraccion del chasis

Paso 4. Apoye con cuidado el chasis en una superficie de proteccidn antiestatica plana.

Una vez completada esta tarea
1. Siga las instrucciones que se indican a continuacién para extraer los rieles del bastidor:

https://pubs.lenovo.com/st650-v2/thinksystem_|_shaped_rail_kit.pdf

2. Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion del chasis en el bastidor

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para instalar el chasis en el bastidor.
Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

R0O06
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PRECAUCION:
No coloque ningtin objeto encima de un dispositivo montado en bastidor, a menos que dicho
dispositivo sea para utilizar como estante.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en

la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.
¢ Parainstalar los rieles en un bastidor, siga las instrucciones que se indican a continuacion.

https://pubs.lenovo.com/st650-v2/thinksystem_|_shaped_rail_kit.pdf

Después de que los rieles se instalen correctamente, siga estos pasos para instalar el chasis en el
bastidor.

PRECAUCION:
Utilice métodos seguros cuando levante el chasis.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.

a. Silos soportes EIA aun no estan instalados en la parte frontal del chasis, instalelos (consulte
“Instalacion de los soportes EIA en el chasis” en la pagina 18).

Paso 2. Alinee el chasis con los rieles y, a continuacion, deslice el chasis en el bastidor.
Paso 3. Apriete los tornillos de fijacién de la parte frontal para fijar el chasis en el bastidor.
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Figura 4. Instalacion del chasis

Una vez completada esta tarea

¢ Vuelva a instalar cada ranura de PSU con una PSU o un relleno de PSU (consulte “Instalacion de una
fuente de alimentacion de intercambio en caliente” en la pagina 22 y Instalacion de un relleno de PSU).

e Vuelva a instalar los nodos en el chasis (consulte “Instalacion de un nodo en el chasis” en la pagina 40).

¢ Proceda a completar la sustitucién de piezas (consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina
141).

e (Opcional) Si el chasis se va a enviar en el armario, siga los pasos que se indican a continuacion para
instalar los soportes de envio en la parte posterior para fijar el chasis al bastidor. Si no, omita este paso.

1. @ Alinee el soporte de envio con los orificios guia del bastidor y el chasis y, a continuacion, inserte el
soporte empujandolo hacia delante para encajarlo en su sitio.

2. @ Apriete los tornillos para fijar el soporte de envio al chasis y al bastidor.
3. © Repita los pasos anteriores para instalar el otro soporte de envio posterior.
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Figura 5. Instalacion de los soportes de envio

Sustitucion de componentes en el chasis

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer o instalar componentes en el chasis.

Sustitucion de las abrazaderas EIA

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer o instalar los soportes EIA en el Chasis D3.

Extraccion de los soportes EIA del chasis
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccion para extraer los soportes EIA del chasis.

Acerca de esta tarea

Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacion de seguridad.

Atencion:
¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.
a. Apague todos los nodos (consulte “Apagado del nodo” en la pagina 11) y, a continuacion,
desconecte todos los cables externos de los nodos.

Nota: Para quitar un cable de red externo de la parte posterior de un nodo 2U, presione el clip
de liberacion con un destornillador de cabeza plana, si es necesario.
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b. Extraiga todos los nodos del chasis (consulte “Extracciéon de un nodo del chasis” en la pagina
35).

c. Extraiga todas las unidades de fuente de alimentacion y rellenos de PSU del compartimiento
de PSU (consulte “Extraccion de una fuente de alimentacion de intercambio en caliente” en la
pagina 19 y Extraccion de un relleno de PSU).

d. Extraiga el chasis del bastidor (consulte “Extraccién del chasis del bastidor” en la pagina 12) y,
a continuacion, coléquelo sobre una superficie de proteccion antiestatica plana.

Paso 2. Extraiga los soportes EIA izquierdo y derecho del chasis.
a. Extraiga los tornillos que fijan la abrazadera EIA al chasis.
b. Extraiga los soportes EIA del chasis.

Figura 6. Extraccion de los soportes EIA

Una vez completada esta tarea

1. Instalacion de una unidad de sustitucién (consulte “Instalacién de los soportes EIA en el chasis” en la
pagina 18).

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion de los soportes EIA en el chasis
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para instalar los soportes EIA en el chasis.
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Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Procedimiento

Paso 1. Alinee el soporte EIA izquierdo con los orificios de tornillos a la izquierda del chasis y, a
continuacion, fijelo al chasis con los tornillos.

Paso 2. Repita el mismo paso para fijar el soporte EIA derecho a la derecha del chasis.

Figura 7. Instalacion de los soportes EIA

Una vez completada esta tarea

¢ |Instale el chasis en el bastidor (consulte “Instalacion del chasis en el bastidor” en la pagina 14).

¢ Vuelva a instalar cada ranura de PSU con una PSU o un relleno de PSU (consulte “Instalacion de una
fuente de alimentacidn de intercambio en caliente” en la pagina 22 y Instalacién de un relleno de PSU).

¢ Vuelva a instalar los nodos en el chasis (consulte “Instalacion de un nodo en el chasis” en la pagina 40).

* Proceda a completar la sustitucién de piezas (consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina
141).

Sustitucion de fuente de alimentacion de intercambio en caliente

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer o instalar una unidad de fuente de
alimentacién (PSU) de intercambio en caliente.

Extraccion de una fuente de alimentacion de intercambio en caliente
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer una unidad de fuente de alimentacién
(PSU).

Acerca de esta tarea
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Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacion de seguridad.

S001

VAV

APELIGRO

La corriente eléctrica de los cables de alimentacion, telefénicos y de comunicaciones es peligrosa.
Para evitar un peligro de descarga:

¢ Conecte todos los cables de alimentacidon a una toma de corriente o fuente de alimentacién con
puesta a tierra y correctamente cableada.

¢ Conecte el equipo que se acoplara a este producto a tomas de corriente o fuentes de
alimentacion debidamente cableadas.

¢ Siempre que sea posible, use solo una mano para conectar o desconectar los cables de senal.
¢ Nunca encienda un equipo si hay evidencia de fuego, agua y dano en la estructura.

¢ El dispositivo puede tener mas de un cable de alimentacién; para cortar completamente la
corriente eléctrica del dispositivo, asegtrese de que todos los cables de alimentacion estén
desconectados de la fuente de alimentacion.

S002

N

PRECAUCION:

El boton de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentacion de la fuente de
alimentacion no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo
tenga también mas de un cable de alimentacion. Para cortar completamente la corriente eléctrica del
dispositivo, asegurese de que todos los cables de alimentacién estén desconectados de la fuente de
alimentacion.

N9

PRECAUCION:

No quite nunca la cubierta de una fuente de alimentacion, ni cualquier otra pieza que tenga esta
etiqueta. Dentro de cualquier componente que tenga adherida esta etiqueta, existen niveles
peligrosos de voltaje, corriente y energia. Dentro de estos componentes no existe ninguna pieza que
requiera mantenimiento. Si sospecha que puede haber un problema en una de estas piezas, pongase
en contacto con un técnico de servicio.

S035

Atencion:
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¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Sisolo hay una fuente de alimentacién de intercambio en caliente instalada en el chasis, apague los
nodos instalados antes de extraer la fuente de alimentacion.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.

a. Desconecte el cable de alimentacién del conector en la parte trasera de la unidad de fuente de
alimentacion.

Paso 2. Extraccién de la unidad de fuente de alimentacion.
a. © Mantenga presionada la pestafia de liberacion de la unidad de fuente de alimentacion.
b. @ Sostenga la manijay tire de la unidad de fuente de alimentacidn para extraerla de la ranura.

Nota: El color de la pestana de liberacion de la unidad de fuente de alimentacién CRPS puede
ser diferente de la ilustracion.

Figura 8. Extraccion de una PSU de intercambio en caliente

Una vez completada esta tarea

1. Instalacion de un relleno o una unidad de sustitucion (consulte “Instalacion de una fuente de
alimentacioén de intercambio en caliente” en la pagina 22) .

Importante:
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¢ Una fuente de alimentacion de intercambio en caliente extraida debe sustituirse por otra unidad de
fuente de alimentacion o por un relleno de PSU en los dos minutos siguientes a su extraccion.

e Paralas ranuras de PSU 2 y 3, el relleno de PSU debe instalarse con el pestillo hacia abajo. Para la
ranura de PSU 1, el relleno debe instalarse con el pestillo hacia arriba.

Figura 9. Instalacion de un relleno de PSU

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion de una fuente de alimentacion de intercambio en caliente

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar una unidad de fuente de alimentacién
(PSU).

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

S001
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&PELIGRO

La corriente eléctrica de los cables de alimentacion, telefénicos y de comunicaciones es peligrosa.
Para evitar un peligro de descarga:

e Conecte todos los cables de alimentacion a una toma de corriente o fuente de alimentaciéon con
puesta a tierra y correctamente cableada.

¢ Conecte el equipo que se acoplara a este producto a tomas de corriente o fuentes de
alimentacion debidamente cableadas.

¢ Siempre que sea posible, use solo una mano para conectar o desconectar los cables de senal.
¢ Nunca encienda un equipo si hay evidencia de fuego, agua y dano en la estructura.

¢ El dispositivo puede tener mas de un cable de alimentacién; para cortar completamente la
corriente eléctrica del dispositivo, aseglirese de que todos los cables de alimentacion estén
desconectados de la fuente de alimentacion.

S035

N

PRECAUCION:

No quite nunca la cubierta de una fuente de alimentacion, ni cualquier otra pieza que tenga esta
etiqueta. Dentro de cualquier componente que tenga adherida esta etiqueta, existen niveles
peligrosos de voltaje, corriente y energia. Dentro de estos componentes no existe ninguna pieza que
requiera mantenimiento. Si sospecha que puede haber un problema en una de estas piezas, pongase
en contacto con un técnico de servicio.

PRECAUCION:

AN D

Corriente de contacto alta. Haga la conexion a tierra antes de conectar a la fuente.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ En las notas siguientes se describe el tipo de fuente de alimentacion al que da soporte el chasis y otra
informacion que debe tener en cuenta al instalar una fuente de alimentacion:

— Para obtener redundancia, se debe instalar una fuente de alimentacién de intercambio en caliente
adicional, si no tiene una instalada en el chasis.

— Asegurese de que los dispositivos que esta instalando sean compatibles. Para obtener una lista de los
dispositivos opcionales admitidos para el chasis, consulte https://serverproven.lenovo.com.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.
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a. Asegurese de que la unidad de fuente de alimentacion que se va a instalar tenga el mismo
voltaje y sea del mismo proveedor (para modelos CRPS) que las instaladas. De lo contrario,
lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Apague el nodo y, a continuacion, desconecte los cables de alimentacion.

2. Extraiga las unidades de fuente de alimentacion de distintos voltajes (o de diferentes
proveedores para el modelo CRPS) de otras unidades de fuente de alimentacion.

3. Asegurese de que todas las unidades de fuente de alimentacion del chasis tengan el
mismo voltaje, el mismo proveedor y el mismo color de pestillo. Evite mezclar unidades de
fuente de alimentacién de diferentes voltajes o proveedores en un chasis.

b. Sihay unrelleno de PSU instalado en la ranura de PSU, extraigalo.
1. ® Mantenga presionado el pestillo del relleno de PSU.
2. © Extraiga el relleno de la ranura de PSU.

Figura 10. Extraccion de un relleno de PSU

c. Sisevaainstalar mas de una unidad de fuente de alimentacion, comience con el nimero de
ranura de PSU mas bajo que esté disponible.

Paso 2. Inserte la fuente de alimentacion de intercambio en caliente en la ranura hasta que el pestillo de
liberacion encaje en su sitio.

Importante:

¢ Durante el funcionamiento normal, cada ranura de fuente de alimentacién debe contener una
fuente de alimentacién o un relleno de la fuente de alimentacion para presentar una refrigeracion
adecuada.

e Asegurese de seguir las instrucciones de la etiqueta guia de cada ranura. Para laranura 1, la
fuente de alimentacién debe instalarse con el ventilador hacia abajo; para las ranuras 2 y 3, las
unidades de fuente de alimentacién deben instalarse con el ventilador hacia arriba.

24  Guia de mantenimiento del hardware deThinkSystem SD530 V3



LF:tn (@D | g F:tn % Fa?tn
bottom & je]e} top

Figura 11. Instalacion de una fuente de alimentacion de intercambio en caliente
Paso 3. Conecte un extremo del cable de alimentacion al conector de CA de la parte posterior de la nueva

fuente de alimentacién; luego, conecte el otro extremo del cable de alimentacién a una toma de
corriente con una puesta a tierra adecuada.

Una vez completada esta tarea

Asegurese de que el LED de encendido de la fuente de alimentacion esté encendido, lo que significa que la
fuente de alimentacién funciona correctamente.

Sustitucion del compartimiento de PSU y la placa media del chasis

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer o instalar el compartimiento de PSU y la
placa media del chasis.

Extraccion del compartimiento de PSU
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer el compartimiento de PSU.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

S001
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AN/

APELIGRO

La corriente eléctrica de los cables de alimentacion, telefénicos y de comunicaciones es peligrosa.
Para evitar un peligro de descarga:

¢ Conecte todos los cables de alimentaciéon a una toma de corriente o fuente de alimentacién con
puesta a tierra y correctamente cableada.

¢ Conecte el equipo que se acoplara a este producto a tomas de corriente o fuentes de
alimentacion debidamente cableadas.

e Siempre que sea posible, use solo una mano para conectar o desconectar los cables de senal.
¢ Nunca encienda un equipo si hay evidencia de fuego, agua y dafo en la estructura.

¢ El dispositivo puede tener mas de un cable de alimentacién; para cortar completamente la
corriente eléctrica del dispositivo, asegurese de que todos los cables de alimentacion estén
desconectados de la fuente de alimentacion.

S002

N

PRECAUCION:

El boton de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentacion de la fuente de
alimentacion no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo
tenga también mas de un cable de alimentacion. Para cortar completamente la corriente eléctrica del
dispositivo, aseguirese de que todos los cables de alimentacién estén desconectados de la fuente de
alimentacion.

S035

=

PRECAUCION:

No quite nunca la cubierta de una fuente de alimentacion, ni cualquier otra pieza que tenga esta
etiqueta. Dentro de cualquier componente que tenga adherida esta etiqueta, existen niveles
peligrosos de voltaje, corriente y energia. Dentro de estos componentes no existe ninguna pieza que
requiera mantenimiento. Si sospecha que puede haber un problema en una de estas piezas, pongase
en contacto con un técnico de servicio.

PRECAUCION:
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Corriente de contacto alta. Haga la conexidn a tierra antes de conectar a la fuente.

Atencion:

e |ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.
a. Apague todos los nodos (consulte “Apagado del nodo” en la pagina 11) y, a continuacion,
desconecte todos los cables externos de los nodos.

Nota: Para quitar un cable de red externo de la parte posterior de un nodo 2U, presione el clip
de liberacion con un destornillador de cabeza plana, si es necesario.

b. Extraiga todos los nodos del chasis (consulte “Extraccién de un nodo del chasis” en la pagina
35).

c. Extraiga todas las unidades de fuente de alimentacion y rellenos de PSU del compartimiento
de PSU (consulte “Extraccién de una fuente de alimentacion de intercambio en caliente” en la
pagina 19 y Extraccién de un relleno de PSU).

d. Extraiga el chasis del bastidor (consulte “Extraccién del chasis del bastidor” en la pagina 12) y,
a continuacién, coléquelo sobre una superficie de proteccion antiestatica plana.

Paso 2. Extraiga el compartimiento de PSU del chasis.
a. Afloje el tornillo ajustable ubicado en la parte superior del chasis.

b. Sostenga las particiones verticales entre las ranuras de la PSU y, a continuacion, tire del
compartimiento de PSU para extraerlo del chasis.
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Figura 12. Extraccion del compartimiento de PSU

Paso 3. Apoye con cuidado el compartimiento de PSU en una superficie de proteccion antiestatica plana.

Una vez completada esta tarea

1. Instalacion de una unidad de sustitucidn (consulte “Instalar un compartimiento de la PSU” en la pagina
32).

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Extraccion de la placa media del chasis
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para extraer la placa media del chasis.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacion de seguridad.

S002

N

PRECAUCION:
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El boton de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentacion de la fuente de
alimentacion no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo
tenga también mas de un cable de alimentacion. Para cortar completamente la corriente eléctrica del
dispositivo, asegtrese de que todos los cables de alimentacion estén desconectados de la fuente de
alimentacion.

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague todos los nodos del chasis y, a continuacion, desconecte todos los cables de alimentacion de las
unidades de fuente de alimentacién instaladas.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.
a. Apague todos los nodos (consulte “Apagado del nodo” en la pagina 11) y, a continuacion,
desconecte todos los cables externos de los nodos.

Nota: Para quitar un cable de red externo de la parte posterior de un nodo 2U, presione el clip
de liberacion con un destornillador de cabeza plana, si es necesario.

b. Extraiga todos los nodos del chasis (consulte “Extracciéon de un nodo del chasis” en la pagina
35).

c. Extraiga todas las unidades de fuente de alimentacion y rellenos de PSU del compartimiento
de PSU (consulte “Extraccion de una fuente de alimentacion de intercambio en caliente” en la
pagina 19 y Extraccién de un relleno de PSU).

d. Extraiga el chasis del bastidor (consulte “Extraccion del chasis del bastidor” en la pagina 12) y,
a continuacion, coléquelo sobre una superficie de proteccion antiestatica plana.

e. Extra el compartimiento de PSU del chasis (consulte “Extraccién del compartimiento de PSU”
en la pagina 25) y, a continuacion, coloque con cuidado el compartimiento de PSU en una
superficie de proteccion antiestatica plana, con la placa media orientada hacia arriba.

Paso 2. Afloje los seis tornillos que fijan la placa media del chasis al compartimiento de PSU.
Paso 3. Levante la place media del chasis para extraerla del compartimiento de PSU.

Capitulo 1. Procedimientos de sustitucién del hardware 29



Figura 13. Extraccion de la placa media del chasis

Una vez completada esta tarea

1. Instalacion de una unidad de sustitucidn (consulte “Instalacién de la placa media del chasis” en la
pagina 30).

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion de la placa media del chasis
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para instalar la placa media del chasis.

Acerca de esta tarea

Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacion de seguridad.

S002
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PRECAUCION:

El boton de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentacion de la fuente de
alimentacion no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo
tenga también mas de un cable de alimentacion. Para cortar completamente la corriente eléctrica del
dispositivo, aseglrese de que todos los cables de alimentacion estén desconectados de la fuente de
alimentacion.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una munequera de descarga electrostatica u otro sistema
de descarga a tierra.

Notas:

¢ Elfirmware de la placa media del chasis D3 se puede actualizar a través de Lenovo XClarity Controller
(XCC) y Lenovo XClarity Essentials OneCLI (LXCE OneCLlI). Solo el nodo encargado puede realizar esta
actualizacion.

¢ De manera predeterminada, el firmware de PSoC (sistema programable en el chip) selecciona
automaticamente el nodo encargado en la placa media del chasis, a menos que se indique lo contrario.

¢ Vaya a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o Guia de configuracidon del sistema para
obtener mas informacion sobre las herramientas de actualizacion de firmware.

Procedimiento

Paso 1. Alinee la placa media del chasis con los orificios de tornillos y los bordes del compartimiento de
PSU y, a continuacion, coloque la placa media en el compartimiento de PSU.

Paso 2. Apriete los seis tornillos para fijar la placa media del chasis al compartimiento de PSU.
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Figura 14. Instalacion de la placa media del chasis

Una vez completada esta tarea

1. Vuelva a instalar el compartimiento de PSU en el chasis (consulte “Instalar un compartimiento de la
PSU” en la pagina 32).

2. Instale el chasis en el bastidor (consulte “Instalacién del chasis en el bastidor” en la pagina 14).
3. Vuelva a instalar los nodos en el chasis (consulte “Instalacién de un nodo en el chasis” en la pagina 40).

4. Vuelva a instalar cada ranura de PSU con una PSU o un relleno de PSU (consulte “Instalacion de una
fuente de alimentacion de intercambio en caliente” en la pagina 22 y Instalacion de un relleno de PSU).

5. Proceda a completar la sustitucion de piezas (consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina
141).

Instalar un compartimiento de la PSU
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar un compartimiento de PSU.

Acerca de esta tarea
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Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacion de seguridad.

S001

VAV

APELIGRO

La corriente eléctrica de los cables de alimentacion, telefénicos y de comunicaciones es peligrosa.
Para evitar un peligro de descarga:

¢ Conecte todos los cables de alimentacion a una toma de corriente o fuente de alimentacién con
puesta a tierra y correctamente cableada.

¢ Conecte el equipo que se acoplara a este producto a tomas de corriente o fuentes de
alimentacion debidamente cableadas.

¢ Siempre que sea posible, use solo una mano para conectar o desconectar los cables de senal.
¢ Nunca encienda un equipo si hay evidencia de fuego, agua y dano en la estructura.

¢ El dispositivo puede tener mas de un cable de alimentacién; para cortar completamente la
corriente eléctrica del dispositivo, asegurese de que todos los cables de alimentacion estén
desconectados de la fuente de alimentacion.

S035

e

PRECAUCION:

No quite nunca la cubierta de una fuente de alimentaciodn, ni cualquier otra pieza que tenga esta
etiqueta. Dentro de cualquier componente que tenga adherida esta etiqueta, existen niveles
peligrosos de voltaje, corriente y energia. Dentro de estos componentes no existe ninguna pieza que
requiera mantenimiento. Si sospecha que puede haber un problema en una de estas piezas, pongase
en contacto con un técnico de servicio.

PRECAUCION:

AN D

Corriente de contacto alta. Haga la conexion a tierra antes de conectar a la fuente.

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
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instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de descarga a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Inserte el compartimiento de PSU en el chasis hasta que se detenga.
Paso 2. Apriete el tornillo ajustable ubicado en la parte superior del chasis.

Figura 15. Instalacion del compartimiento de PSU

Una vez completada esta tarea
1. Instale el chasis en el bastidor (consulte “Instalacion del chasis en el bastidor” en la pagina 14).
2. Vuelva a instalar los nodos en el chasis (consulte “Instalacién de un nodo en el chasis” en la pagina 40).

3. Vuelva a instalar cada ranura de PSU con una PSU o un relleno de PSU (consulte “Instalacion de una
fuente de alimentacion de intercambio en caliente” en la pagina 22 y Instalacion de un relleno de PSU).

4. Proceda a completar la sustitucion de piezas (consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina
141).

Sustitucién de un componente de nodo

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer o instalar los componentes del nodo.

Sustitucion del nodo

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para extraer o instalar un nodo de SD530 V3 en el
Chasis D3.
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Extraccion de un nodo del chasis
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccion para extraer un nodo de SD530 V3 del Chasis D3.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

R006

PRECAUCION:
No coloque ningun objeto encima de un dispositivo montado en bastidor, a menos que dicho
dispositivo sea para utilizar como estante.

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccién de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Al extraer el nodo, anote el numero de la bandeja del nodo y asegurese de instalar el nodo en la misma
bandeja de la que se extrajo. Volver a instalar el nodo en una bandeja diferente requiere volver a
configurar el nodo.

e Al extraer o instalar el nodo, tenga cuidado de no dafnar los conectores de nodo.
¢ Para un enfriamiento apropiado, cada bandeja de nodo debe tener instalado un nodo o rellenos de
bandeja de nodo antes de encender los nodos en el chasis.

Nota: Dependiendo de la configuracién especifica, el aspecto del hardware puede ser algo diferente de las
ilustraciones de esta seccion.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.
a. Apague el nodo (consulte “Apagado del nodo” en la pagina 11) y, a continuacién, desconecte
todos los cables externos del nodo.

Nota: Para quitar un cable de red externo de la parte posterior de un nodo 2U, presione el clip
de liberacion con un destornillador de cabeza plana, si es necesario.

Paso 2. Extraiga el nodo del chasis.
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a. © Girey suelte la manija frontal del nodo.

b. @ Deslice con cuidado el nodo hacia fuera del chasis hasta que vea el icono de advertencia en
la etiqueta lateral del nodo. A continuacién, sujete el nodo con ambas manos como se indica
en la ilustracién y extraigalo con cuidado del chasis.

Atencidn: Por razones de seguridad, asegurese de sostener el nodo con ambas manos al
levantarlo.

Figura 16. Extraccion del nodo de la bandeja izquierda

Figura 17. Extraccidn del nodo de una bandeja izquierda
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Figura 18. Extraccion del nodo de una bandeja izquierda

Figura 19. Extraccion del nodo de la bandeja derecha

37

Procedimientos de sustitucion del hardware

Capitulo 1.



Figura 20. Extraccion del nodo de una bandeja derecha

Figura 21. Extraccion del nodo de una bandeja derecha
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Una vez completada esta tarea

1.

Instale un nodo de sustitucion (consulte “Instalacion de un nodo en el chasis” en la pagina 40) o los
rellenos de la bandeja del nodo frontal y posterior en la bandeja del nodo en el plazo de un minuto.

Importante: Para un enfriamiento apropiado, cada bandeja de nodo debe tener instalado un nodo o
rellenos de bandeja de nodo antes de encender los nodos en el chasis.

Figura 22. Instalacion de un relleno de la bandeja del nodo frontal
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Figura 23. Instalacion de un relleno de la bandeja del nodo posterior

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion de un nodo en el chasis
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar un SD530 V3 nodo en el Chasis D3.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

R0O06

PRECAUCION:
No coloque ningtin objeto encima de un dispositivo montado en bastidor, a menos que dicho
dispositivo sea para utilizar como estante.

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccién de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Al extraer o instalar el nodo, tenga cuidado de no dafar los conectores de nodo.

e Al extraer el nodo, anote el numero de la bandeja del nodo y asegurese de instalar el nodo en la misma
bandeja de la que se extrajo. Volver a instalar el nodo en una bandeja diferente requiere volver a
configurar el nodo.
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¢ Eltiempo necesario para que se inicialice un nodo varia segun las configuraciones del sistema. EI LED de
encendido parpadea rapidamente; el botén de encendido del nodo no respondera hasta que el LED de
encendido parpadee lentamente, lo que indica que el proceso de inicializacién ha finalizado.

¢ Para un enfriamiento apropiado, cada bandeja de nodo debe tener instalado un nodo o rellenos de
bandeja de nodo antes de encender los nodos en el chasis.

Nota: Dependiendo de la configuracién especifica, el aspecto del hardware puede ser algo diferente de las
ilustraciones de esta seccion.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.
a. Sihay instalados rellenos de bandejas de nodos, extraigalos del chasis.
1. @ Mantenga presionado el pestillo del relleno.

2. © Extraiga el relleno de la bandeja del nodo.

Figura 24. Extraccion de un relleno de la bandeja del nodo frontal
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Figura 25. Extraccion de un relleno de la bandeja del nodo posterior

Paso 2. Instale el nodo en el chasis.

a. © Asegurese de que el asa frontal del nodo esté en la posicién completamente abierta y, a
continuacion, deslice el nodo dentro de la bandeja del nodo hasta que se detenga.

b. @ Gire el asa frontal a la posicion completamente cerrada hasta que el pestillo del asa encaje.

Atencion:
e Porrazones de seguridad, asegurese de sostener el nodo con ambas manos al levantarlo.
¢ Para evitar dafnos en la placa media del chasis,

— Enla bandeja izquierda (vista desde la parte frontal), el nodo se debe instalar con el lado
derecho hacia arriba.

— Enla bandeja derecha (vista desde la parte frontal), el nodo se debe instalar hacia abajo.
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Node
Direction

Figura 26. Instalacion de un nodo en la bandeja izquierda

Figura 27. Instalacion de un nodo en una bandeja izquierda
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Figura 28. Instalacion de un nodo en una bandeja izquierda

Node
Direction

Figura 29. Instalacion de un nodo en la bandeja derecha
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Figura 30. Instalacion de un nodo en una bandeja derecha

Figura 31. Instalacion de un nodo en una bandeja derecha
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Paso 3. Si hay otro nodo o rellenos de bandejas de nodos para instalar, hagalo ahora.

Importante: Para un enfriamiento apropiado, cada bandeja de nodo debe tener instalado un nodo
o rellenos de bandeja de nodo antes de encender los nodos en el chasis.

Una vez completada esta tarea

1. Asegurese de que las unidades de fuente de alimentacion necesarias estén instaladas y de que los
cables de alimentacion estén conectados y, a continuacion, encienda el nodo (consulte “Instalaciéon de
una fuente de alimentacion de intercambio en caliente” en la pagina 22 y “Encendido del nodo” en la
pagina 11.)

2. Revise el LED de alimentacién para asegurarse de que ocurran transiciones entre el parpadeo rapido y

el parpadeo lento. Este es un indicador de que el nodo esta listo para el encendido. Después de eso,
encienda el nodo.

3. Asegurese de que el LED de encendido esté encendido constantemente, lo que indica que el nodo
recibe alimentacion y esta encendido.

4. Siesta es la instalacion inicial del nodo en el chasis, debe configurar el nodo mediante Lenovo XClarity
Provisioning Manager e instalar el sistema operativo del nodo (consulte https://pubs.lenovo.com/Ixpm-
overview/).

5. Siel acceso al nodo a través de la consola local no esta disponible, consulte las siguientes secciones de
la documentacién de XCC compatible con su nodo en https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/.

a. Acceso a lainterfaz web de Lenovo XClarity Controller (consulte la seccion “Acceder a la interfaz
web de XClarity Controller”).

b. Configure la conexién de red de Lenovo XClarity Controller a través de Lenovo XClarity Provisioning
Manager (consulte la seccién “Configuracion de la conexion de red de XClarity Controller mediante
XClarity Provisioning Manager”).

c. Inicie sesién en Lenovo XClarity Controller (consulte la seccidn “Inicio de sesidn en el XClarity
Controller”).

6. Si ha cambiado la configuracién del nodo o si va a instalar un nodo diferente al que extrajo, asegurese
de configurar el nodo mediante la Setup Utility; podria tener que instalar el sistema operativo del nodo.
Para obtener mas detalles, consulte “Configuracién del sistema” en la Guia del usuario o Guia de
configuracion del sistema

7. Puede colocar la informacién identificativa en la pestafa de etiquetas extraibles a la que se puede
acceder en la parte frontal del nodo (consulte “Identificacion del sistema y acceso a Lenovo XClarity
Controller” en la Guia del usuario o Guia de configuracion del sistema).

Sustitucién de la bateria CMOS (CR2032)

Siga las instrucciones de esta seccion para extraer o instalar la bateria CMOS (CR2032).

Extraccion de la bateria CMOS (CR2032)

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccioén para quitar la bateria CMOS (CR2032).

Acerca de esta tarea

Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

S004
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PRECAUCION:

Cuando sustituya la bateria de litio, utilice solo el niimero de pieza especificado de Lenovo o un tipo
de bateria equivalente recomendado por el fabricante. Si el sistema tiene un médulo que contiene una
bateria de litio, sustittiyalo por el mismo tipo de médulo creado por el mismo fabricante. La bateria
contiene litio y puede explotar si no se utiliza, manipula o desecha adecuadamente.

No realice ninguna de las acciones siguientes:

¢ Tirarla ni sumergirla en agua
e Calentarla a mas de 100 °C (212 °F)
¢ Repararla o desmontarla

Deseche la bateria conforme a las disposiciones o regulaciones locales.

S005

PRECAUCION:

La bateria es una bateria de iones de litio. Para evitar una posible explosion, no queme la bateria.
Sustituyala solo por una pieza aprobada. Recicle o deseche la bateria segun indiquen las
regulaciones locales.

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Asegurese de leer las notas siguientes cuidadosamente antes de sustituir la bateria CMOS del nodo.

— No deje que la bateria CMOS entre en contacto con ninguna superficie metalica cuando esté
realizando la sustitucion. El contacto con una superficie metalica, como el lado del nodo y el chasis,
puede ocasionar dafios en la bateria.

— Al sustituir la bateria, debe sustituirla por otra bateria CMOS exactamente del mismo tipo (CR2032) y
del mismo fabricante.

— Después de sustituir la bateria, asegurese de volver a configurar el nodo y restablecer la fecha y hora
del sistema.

— Deseche la bateria conforme a las disposiciones o regulaciones locales.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.

a. Apague el nodo (consulte “Apagado del nodo” en la pagina 11) y, a continuacién, desconecte
todos los cables externos del nodo.

b. Extraiga el nodo del chasis (consulte “Extraccién de un nodo del chasis” en la pagina 35) y, a
continuacién, coloque con cuidado el nodo sobre una superficie de proteccion antiestatica
plana, orientado con la parte frontal hacia usted.
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Notas:

e Al extraer el nodo, anote el nimero de la bandeja del nodo y asegurese de instalar el nodo
en la misma bandeja de la que se extrajo. Volver a instalar el nodo en una bandeja diferente
requiere volver a configurar el nodo.

¢ Por razones de seguridad, asegurese de sostener el nodo con ambas manos al levantarlo.
c. Quite la cubierta superior (consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 138).

Desconecte todos los cables de la placa posterior de la unidad y, a continuacion, extraiga el
conjunto del compartimiento de la unidad del nodo y coléquelo sobre una superficie de
proteccién antiestatica plana (consulte “Extraccién del conjunto del compartimiento de la
unidad” en la pagina 51).

e. Ubique el zécalo de la bateria CMOS en la placa del sistema.

Figura 32. Ubicacion del zocalo de la bateria CMOS

Paso 2. Extraiga la bateria CMOS del nodo.
a. © Empuje suavemente el clip del zocalo de la bateria hacia atras para liberar la bateria CMOS.
b. © Saque con cuidado la bateria CMOS del zécalo.

Atencién: Evite usar fuerza excesiva sobre la bateria CMOS, ya que puede danar el zécalo de la
placa del sistema y necesitar la sustitucion de placa del sistema.

Figura 33. Extraccion de la bateria CMOS
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Una vez completada esta tarea

1. Instalacion de una unidad de sustituciéon (consulte “Instalacién de una bateria CMOS (CR2032)” en la
pagina 49).

2. Deseche la bateria CMOS conforme a las disposiciones o regulaciones locales.

Instalacion de una bateria CMOS (CR2032)

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para instalar una bateria CMOS (CR2032).
Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

S004

PRECAUCION:

Cuando sustituya la bateria de litio, utilice solo el nimero de pieza especificado de Lenovo o un tipo
de bateria equivalente recomendado por el fabricante. Si el sistema tiene un médulo que contiene una
bateria de litio, sustittiiyalo por el mismo tipo de médulo creado por el mismo fabricante. La bateria
contiene litio y puede explotar si no se utiliza, manipula o desecha adecuadamente.

No realice ninguna de las acciones siguientes:

¢ Tirarla ni sumergirla en agua
e Calentarla a mas de 100 °C (212 °F)
¢ Repararla o desmontarla

Deseche la bateria conforme a las disposiciones o regulaciones locales.

S005

PRECAUCION:

La bateria es una bateria de iones de litio. Para evitar una posible explosion, no queme la bateria.
Sustituyala solo por una pieza aprobada. Recicle o deseche la bateria seguin indiquen las
regulaciones locales.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el componente con cualquier superficie metdlica
no pintada del nodo y el chasis y, a continuacién, saque la unidad del envase y coldéquela en una
superficie de proteccion antiestatica.

¢ Asegurese de leer las notas siguientes cuidadosamente antes de sustituir la bateria CMOS del nodo.
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— No deje que la bateria CMOS entre en contacto con ninguna superficie metdlica cuando esté
realizando la sustitucion. El contacto con una superficie metalica, como el lado del nodo y el chasis,
puede ocasionar dafos en la bateria.

— Al sustituir la bateria, debe sustituirla por otra bateria CMOS exactamente del mismo tipo (CR2032) y
del mismo fabricante.

— Después de sustituir la bateria, asegurese de volver a configurar el nodo y restablecer la fecha y hora
del sistema.

— Deseche la bateria conforme a las disposiciones o regulaciones locales.

Procedimiento
Paso 1. Ubique el zdcalo de la bateria CMOS en la placa del sistema.

Figura 34. Ubicacion del zcalo de la bateria CMOS

Paso 2. Siga las instrucciones de manejo e instalacion especiales que se proporcionan con la bateria
CMOS.

Paso 3. Instale la nueva bateria CMOS en el nodo.
a. © Gire ligeramente para abrir el clip del zécalo de la bateria CMOS.

b. @ Inserte la bateria en el zécalo, orientandola de modo que el lado positivo (+) mire hacia el
lado positivo del zocalo.

c. © Asegurese de que el clip de la bateria sujete firmemente la bateria.

Atencion: Evite usar fuerza excesiva sobre la bateria CMOS, ya que puede dafar el zécalo de la
placa del sistema y necesitar la sustitucién de placa del sistema.

50 Guia de mantenimiento del hardware deThinkSystem SD530 V3



Figura 35. Instalacion de una bateria CMOS

Una vez completada esta tarea

1.

Vuelva a conectar todos los cables necesarios a la placa posterior de la unidad y, a continuacion, vuelva
a instalar el conjunto del compartimiento de la unidad en el nodo (consulte “Disposicion de los cables de
la placa posterior de unidad E3.S” en la pagina 146 y “Instalacion de un conjunto del compartimiento de
la unidad” en la pagina 55).

. Asegurese de que todos los cables necesarios se hayan pasado y conectado correctamente y, a

continuacion, vuelva a instalar la cubierta superior (consulte “Instalacion de la cubierta superior” en la
pagina 139).

. Vuelva a instalar el nodo en el chasis (consulte “Instalacion de un nodo en el chasis” en la pagina 40).
. Vuelva a instalar todas las unidades y rellenos de unidad (si los hay) en el nodo (consulte “Instalacion de

una unidad de intercambio en caliente” en la pagina 65).

. Asegurese de que las unidades de fuente de alimentacion necesarias estén instaladas y de que los

cables de alimentacién estén conectados y, a continuacién, encienda el nodo (consulte “Instalacion de
una fuente de alimentacion de intercambio en caliente” en la pagina 22 y “Encendido del nodo” en la
pagina 11.)

. Proceda a completar la sustitucidon de piezas (consulte “Completar la sustitucidn de piezas” en la pagina

141).

. Establezca la fecha, la hora y las contrasefas con Setup Utility. Después de instalar la bateria CMOS, el

nodo se debe volver a configurar y se debe restablecer la fecha y hora del sistema.

Sustitucion del conjunto de compartimiento de la unidad

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer o instalar el conjunto del compartimiento
de la unidad.

Nota: Dependiendo de la configuracién especifica, es posible que el nodo no venga con este componente.

En la parte frontal del nodo SD530 V3 hay un compartimiento de la unidad o un compartimiento de OCP
frontal instalado.

Extraccion del conjunto del compartimiento de la unidad

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer el conjunto del compartimiento de la
unidad.

Acerca de esta tarea
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Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacion de seguridad.

Atencion: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacion de inspeccion de
seguridad” en la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.

a. Apague el nodo (consulte “Apagado del nodo” en la pagina 11) y, a continuacién, desconecte
todos los cables externos del nodo.

b. Extraiga el nodo del chasis (consulte “Extraccién de un nodo del chasis” en la pagina 35) y, a
continuacion, coloque con cuidado el nodo sobre una superficie de proteccion antiestatica
plana, orientado con la parte frontal hacia usted.

Notas:

e Al extraer el nodo, anote el nimero de la bandeja del nodo y asegurese de instalar el nodo
en la misma bandeja de la que se extrajo. Volver a instalar el nodo en una bandeja diferente
requiere volver a configurar el nodo.

¢ Por razones de seguridad, asegurese de sostener el nodo con ambas manos al levantarlo.
c. Quite la cubierta superior (consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 138).
Paso 2. Desconecte todos los cables de la placa posterior de la unidad.
Paso 3. Extraiga el conjunto del compartimiento de la unidad del nodo.

a.  © Quite todos los tornillos que fijan el compartimiento al nodo en los lados izquierdo y
derecho del nodo.

b. @ Extraiga el compartimiento del nodo.

Figura 36. Extraccion del conjunto del compartimiento de la unidad

Paso 4. Apoye el compartimiento de la unidad en una superficie de proteccién antiestatica plana.
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Una vez completada esta tarea

1. Instalacion de una unidad de sustitucién (consulte “Instalacién de un conjunto del compartimiento de la
unidad” en la pagina 55).

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Extraccion de la placa posterior de la unidad
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer la placa posterior de la unidad.

Acerca de esta tarea

Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacion de seguridad.

Atencidn: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacién de inspeccion de
seguridad” en la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.

a.

Apague el nodo (consulte “Apagado del nodo” en la pagina 11) y, a continuacion, desconecte
todos los cables externos del nodo.

Extraiga el nodo del chasis (consulte “Extraccion de un nodo del chasis” en la pagina 35) y, a
continuacién, coloque con cuidado el nodo sobre una superficie de proteccion antiestatica
plana, orientado con la parte frontal hacia usted.

Notas:

e Al extraer el nodo, anote el nimero de la bandeja del nodo y asegurese de instalar el nodo
en la misma bandeja de la que se extrajo. Volver a instalar el nodo en una bandeja diferente
requiere volver a configurar el nodo.

¢ Porrazones de seguridad, asegurese de sostener el nodo con ambas manos al levantarlo.

Extraiga todas las unidades y rellenos de unidad (si los hay) instalados en el nodo y, a
continuacioén, coloque las unidades y los rellenos en una superficie de proteccidn antiestatica
plana (consulte “Extraccion de una unidad de intercambio en caliente” en la pagina 62).

Quite la cubierta superior (consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 138).

Desconecte todos los cables de la placa posterior de la unidad y, a continuacion, extraiga el
conjunto del compartimiento de la unidad del nodo y coléquelo sobre una superficie de
proteccién antiestatica plana (consulte “Extraccién del conjunto del compartimiento de la
unidad” en la pagina 51).

Paso 2. Extraiga la placa posterior de la unidad del compartimiento de la unidad.

a.
b.

© Quite los dos tornillos que fijan la placa posterior.
@ Levante la placa posterior para extraerla del compartimiento de la unidad.
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Figura 37. Extraccion de la placa posterior de la unidad

Una vez completada esta tarea

1. Instalacion de una unidad de sustitucion (consulte “Instalacién de una placa posterior de unidad” en la
pagina 54).

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion de una placa posterior de unidad
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para instalar una placa posterior de la unidad.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

Atencion:

e | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacion de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el componente con cualquier superficie metalica
no pintada del nodo y el chasis y, a continuacién, saque la unidad del envase y coléquela en una
superficie de proteccién antiestatica.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.

a. Extraiga el conjunto del compartimiento de la unidad del nodo y coléquelo sobre una
superficie de proteccidn antiestatica plana (consulte “Extraccion del conjunto del
compartimiento de la unidad” en la pagina 51).

Paso 2. Instale la placa posterior de la unidad.

a. © Alinee la placa posterior de la unidad con las patillas guia correspondientes en el
compartimiento de la unidad y, a continuacion, baje e inserte la placa posterior de la unidad en
su lugar.

b. © Apriete los tornillos para fijar la placa posterior de la unidad.
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Figura 38. Instalacion de la placa posterior de la unidad

Una vez completada esta tarea

1.

Vuelva a conectar todos los cables necesarios a la placa posterior de la unidad y, a continuacion, vuelva
a instalar el conjunto del compartimiento de la unidad en el nodo (consulte “Disposicion de los cables de
la placa posterior de unidad E3.S” en la pagina 146 y “Instalacion de un conjunto del compartimiento de
la unidad” en la pagina 55).

. Asegurese de que todos los cables necesarios se hayan pasado y conectado correctamente y, a
continuacién, vuelva a instalar la cubierta superior (consulte “Instalacién de la cubierta superior” en la
pagina 139).

. Vuelva a instalar el nodo en el chasis (consulte “Instalacion de un nodo en el chasis” en la pagina 40).

4. Vuelva a instalar todas las unidades y rellenos de unidad (si los hay) en el nodo (consulte “Instalacion de

una unidad de intercambio en caliente” en la pagina 65).

. Asegurese de que las unidades de fuente de alimentacion necesarias estén instaladas y de que los
cables de alimentacion estén conectados y, a continuacién, encienda el nodo (consulte “Instalacion de
una fuente de alimentacion de intercambio en caliente” en la pagina 22 y “Encendido del nodo” en la
pagina 11.)

. Proceda a completar la sustitucidon de piezas (consulte “Completar la sustitucidn de piezas” en la pagina
141).

Instalacion de un conjunto del compartimiento de la unidad

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar un conjunto del compartimiento de la
unidad.

Acerca de esta tarea

Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacion de seguridad.

Atencion:

Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el componente con cualquier superficie metalica
no pintada del nodo y el chasis y, a continuacién, saque la unidad del envase y coléquela en una
superficie de proteccidn antiestatica.

Procedimiento
Paso 1. Sila placa posterior de la unidad no se ha instalado todavia, instalela en el compartimiento de la

unidad y, a continuacion, vuelva a conectar todos los cables necesarios a la placa posterior de la
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unidad (consulte “Disposicién de los cables de la placa posterior de unidad E3.S” en la pagina 146
y “Instalacion de una placa posterior de unidad” en la pagina 54).

Paso 2. Instale el conjunto del compartimiento de la unidad en el nodo.

a. © Baje el compartimiento hacia el nodo hasta que todos los orificios de tornillos estén
alineados.

b. © Apriete todos los tornillos tal como se muestra para fijar el compartimiento.

Figura 39. Instalacion del conjunto del compartimiento de la unidad

Una vez completada esta tarea

1. Asegurese de que todos los cables necesarios se hayan pasado y conectado correctamente y, a
continuacién, vuelva a instalar la cubierta superior (consulte “Instalacién de la cubierta superior” en la
pagina 139).

2. Vuelva a instalar el nodo en el chasis (consulte “Instalacién de un nodo en el chasis” en la pagina 40).

3. Asegurese de que las unidades de fuente de alimentacion necesarias estén instaladas y de que los
cables de alimentacion estén conectados y, a continuacion, encienda el nodo (consulte “Instalacion de
una fuente de alimentacion de intercambio en caliente” en la pagina 22 y “Encendido del nodo” en la
pagina 11.)

4. Proceda a completar la sustitucion de piezas (consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina
141).

Sustitucion del ventilador

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para extraer o instalar los ventiladores.

Extraccion de un ventilador
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para quitar un ventilador.
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Acerca de esta tarea

Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

Atencidn: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de
seguridad” en la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.

a.

Apague el nodo (consulte “Apagado del nodo” en la pagina 11) y, a continuacion, desconecte
todos los cables externos del nodo.

Extraiga el nodo del chasis (consulte “Extraccion de un nodo del chasis” en la pagina 35) y, a
continuacién, coloque con cuidado el nodo sobre una superficie de proteccion antiestatica
plana, orientado con la parte frontal hacia usted.

Notas:

e Al extraer el nodo, anote el nimero de la bandeja del nodo y asegurese de instalar el nodo
en la misma bandeja de la que se extrajo. Volver a instalar el nodo en una bandeja diferente
requiere volver a configurar el nodo.

¢ Porrazones de seguridad, asegurese de sostener el nodo con ambas manos al levantarlo.
Quite la cubierta superior (consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 138).

Si el conducto de aire de GPU estd instalado en el nodo, extraigalo (consulte “Extraccion del
conducto de aire de GPU” en la pagina 59).

Paso 2. Identifique el ventilador que se va a extraer y, a continuacion, extraigalo del compartimiento del
ventilador.

a.

© Extraiga los cuatro remaches que fijan el ventilador al compartimiento del ventilador en la
parte superior.

©® Mantenga presionado el pestillo del cable del ventilador.
© Desconecte el cable del ventilador de la placa del sistema.

O Levante el ventilador para extraerlo del compartimiento del ventilador.

Figura 40. Extraccion del ventilador

Una vez completada esta tarea
1. Instalacion de una unidad de sustitucion (consulte “Instalacién de un ventilador” en la pagina 58).
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Importante: Para mantener un enfriamiento adecuado, todos los ventiladores deben estar instalados
durante la operacion.

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion de un ventilador
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar un ventilador.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el componente con cualquier superficie metalica
no pintada del nodo y el chasis y, a continuacién, saque la unidad del envase y coléquela en una
superficie de proteccién antiestatica.

Procedimiento
Paso 1. Instale el ventilador.

a. © Alinee el ventilador con la ranura del ventilador en el compartimiento del ventilador y
asegurese de que el lado de la etiqueta esté en la parte superior y siga las flechas del flujo de
aire en la parte inferior, como se muestra. A continuacion, baje y presione el ventilador en la
ranura del ventilador hasta que quede colocado firmemente.

b. ©® Conecte el cable del ventilador a la placa del sistema. Consulte “Disposicion de los cables
del ventilador” en la pagina 147.

c. O Inserte los cuatro remaches en la parte superior del exterior del compartimiento del
ventilador para fijar el ventilador al compartimiento del ventilador.

Figura 41. Instalacion de ventilador

Una vez completada esta tarea

1. Asegurese de que todos los cables necesarios se hayan pasado y conectado correctamente y, a
continuacién, vuelva a instalar la cubierta superior (consulte “Instalacién de la cubierta superior” en la
pagina 139).

2. Vuelva a instalar el nodo en el chasis (consulte “Instalacién de un nodo en el chasis” en la pagina 40).
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3. Asegurese de que las unidades de fuente de alimentacién necesarias estén instaladas y de que los
cables de alimentacion estén conectados y, a continuacién, encienda el nodo (consulte “Instalacion de
una fuente de alimentacién de intercambio en caliente” en la pagina 22 y “Encendido del nodo” en la
pagina 11.)

4. Proceda a completar la sustitucion de piezas (consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina
141).

Sustitucion del compartimiento de OCP frontal

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccion para extraer o instalar el compartimiento de OCP
frontal.

Nota: Dependiendo de la configuracidn especifica, es posible que el nodo no venga con este componente.

En la parte frontal del nodo SD530 V3 hay un compartimiento de la unidad o un compartimiento de OCP
frontal instalado.

Extraccion del compartimiento de OCP frontal
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccion para extraer el compartimiento de OCP frontal.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Instalacion de un compartimiento de OCP frontal
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para instalar un compartimiento de OCP frontal.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacion de seguridad.

Atencion:

e |ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el componente con cualquier superficie metalica
no pintada del nodo y el chasis y, a continuacién, saque la unidad del envase y coldéquela en una
superficie de proteccion antiestatica.

Sustitucion del conducto de aire de GPU

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer o instalar el conducto de aire de GPU.
Nota: Dependiendo de la configuracidn especifica, es posible que el nodo no venga con este componente.

Extraccion del conducto de aire de GPU
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccion para extraer el conducto de aire de GPU.

Acerca de esta tarea
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Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacion de seguridad.

Atencion: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacion de inspeccion de
seguridad” en la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.

a. Apague el nodo (consulte “Apagado del nodo” en la pagina 11) y, a continuacién, desconecte
todos los cables externos del nodo.

b. Extraiga el nodo del chasis (consulte “Extraccién de un nodo del chasis” en la pagina 35) y, a
continuacion, coloque con cuidado el nodo sobre una superficie de proteccion antiestatica
plana, orientado con la parte frontal hacia usted.

Notas:

e Al extraer el nodo, anote el nimero de la bandeja del nodo y asegurese de instalar el nodo
en la misma bandeja de la que se extrajo. Volver a instalar el nodo en una bandeja diferente
requiere volver a configurar el nodo.

¢ Por razones de seguridad, asegurese de sostener el nodo con ambas manos al levantarlo.
c. Quite la cubierta superior (consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 138).

Paso 2. Extraiga el conducto de aire de GPU.
a. © Afloje el tornillo que fija el conducto de aire de GPU.

b. @ Sostenga los bordes del conducto de aire de GPU y, a continuacion, levantelo para
extraerlo del nodo.

Figura 42. Extraccion del conducto de aire de GPU

Una vez completada esta tarea

1. Instalacion de una unidad de sustitucion (consulte “Instalacién de un conducto de aire de GPU” en la
pagina 61).
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2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion de un conducto de aire de GPU
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para instalar un conducto de aire de GPU.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacion de seguridad.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en

la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el componente con cualquier superficie metdlica
no pintada del nodo y el chasis y, a continuacién, saque la unidad del envase y coléquela en una
superficie de proteccion antiestatica.

Procedimiento
Paso 1. Instale el conducto de aire de GPU.
a. O Alinee el conducto de aire de GPU con las patillas guia en el borde del compartimiento del

ventilador. Baje e inserte el conducto de aire de GPU hasta que quede colocado firmemente.

b. © Apriete el tornillo para fijar el conducto de aire de GPU.

Notas:

e Disponga los cables para que el conducto de aire de la GPU pueda quedar colocado
firmemente.

¢ Asegurese de que los aisladores estén colocados firmemente en los orificios del conducto de
aire de GPU, como se muestra.
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Figura 43. Instalacion del conducto de aire de GPU

Una vez completada esta tarea

1. Asegurese de que todos los cables necesarios se hayan pasado y conectado correctamente y, a
continuacién, vuelva a instalar la cubierta superior (consulte “Instalacién de la cubierta superior” en la
pagina 139).

2. Vuelva a instalar el nodo en el chasis (consulte “Instalacién de un nodo en el chasis” en la pagina 40).

3. Asegurese de que las unidades de fuente de alimentacion necesarias estén instaladas y de que los
cables de alimentacion estén conectados y, a continuacion, encienda el nodo (consulte “Instalaciéon de
una fuente de alimentacion de intercambio en caliente” en la pagina 22 y “Encendido del nodo” en la
pagina 11.)

4. Proceda a completar la sustitucion de piezas (consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina
141).
Sustitucion de unidad de intercambio en caliente
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer o instalar una unidad de intercambio en

caliente.

Extraccion de una unidad de intercambio en caliente
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para quitar una unidad de intercambio en caliente.

Acerca de esta tarea

Atencion:

e Asegurese de guardar los datos de la unidad, especialmente si forma parte de una matriz RAID, antes de
extraerla del nodo.

¢ Para evitar danos en los conectores de la unidad, asegurese de que la cubierta superior del nodo esté
instalada y completamente cerrada siempre que instale o extraiga una unidad.
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Para asegurarse de que el sistema dispone de una refrigeracion adecuada, no utilice el nodo durante mas
de dos minutos sin una unidad o un relleno instalados en cada bahia de unidad.

Si hay uno o mas unidades de estado sélido NVMe que se van a quitar, se recomienda deshabilitarlas
previamente a través del sistema operativo.

Antes de extraer o hacer cambios en las unidades, los controladores de las unidades (incluidos los
controladores que estan integrados en la placa del sistema), las placas posteriores de la unidad o los
cables de la unidad, asegurese de realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes que se
encuentran almacenados en las unidades.

Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID (unidad, tarjeta RAID, etc.), cree una copia de
seguridad de toda la informacién de configuracion de RAID.

Asegurese de tener disponible los rellenos de bahia de unidad si algunas bahias de unidad se dejaran
vacias después de la extraccion.

Procedimiento
Paso 1. Extraiga la cubierta del compartimiento de la unidad E3.S.

a. © Suelte el tornillo ajustable de la cubierta del compartimiento de la unidad.
b. @ Tire de la cubierta del compartimiento de la unidad para extraerlo del nodo.

Figura 44. Extraccion de la cubierta del compartimiento de la unidad E3.S

Paso 2. Extraccién de la unidad de intercambio en caliente E3.S.

a. © Deslice el pestillo para desbloquear la manilla de la unidad.
b. @ Gire la manija de la unidad hasta la posicién de apertura.
c. © Sujete el asa y deslice la unidad hacia fuera de la bahia de unidad.
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Figura 45. Extraccion de una unidad de intercambio en caliente E3.S

Paso 3. Instale un relleno de bahia de unidad o una unidad de sustitucién lo antes posible. Consulte
“Instalacion de una unidad de intercambio en caliente” en la pagina 65.

Paso 4. Vuelva a instalar la cubierta del compartimiento de la unidad E3.S en el nodo.
a. © Inserte la cubierta del compartimiento de la unidad en la ranura.
b. @ Cierre la cubierta del compartimiento de la unidad.
c. © Apriete el tornillo ajustable de la cubierta del compartimiento de la unidad.
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Figura 46. Instalacion de la cubierta del compartimiento de la unidad E3.S

Una vez completada esta tarea

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion de una unidad de intercambio en caliente
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para instalar una unidad de intercambio en caliente.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ Para evitar dafnos en los conectores de la unidad, asegurese de que la cubierta superior del nodo esté
instalada y completamente cerrada siempre que instale o extraiga una unidad.

e Para asegurarse de que el sistema dispone de una refrigeracién adecuada, no utilice el nodo durante mas
de dos minutos sin una unidad o un relleno instalados en cada bahia de unidad.

¢ Las bahias de unidad estan enumeradas en orden de instalaciéon (comenzando desde el nimero “0”).
Cuando se instala una unidad, siga el orden de esta secuencia. Para ubicar las bahias de unidad del
nodo, consulte la pestafa de informacidn extraible en la parte frontal del nodo o “Vista frontal del nodo”
en la Guia del usuario o Guia de configuracion del sistema.

e En las notas siguientes se describe el tipo de unidades que admite el nodo y otra informacién que debe
tener en cuenta al instalar una unidad.

— Localice la documentacién que se proporciona con la unidad y siga estas instrucciones ademas de las
instrucciones de este tema.

Capitulo 1. Procedimientos de sustitucién del hardware 65



— El compartimiento de la unidad admite hasta dos unidades NVMe de intercambio en caliente E3.S.

— Laintegridad de interferencia electromagnética (EMI) y la refrigeraciéon del nodo quedan protegidas si
se cubren u ocupan todas las ranuras de bahias y las ranuras de PCl y PCle. Cuando instale una
unidad, un PCI o un adaptador PCle, guarde la pantalla EMC y el panel de relleno de la cubierta de la
ranura de la bahia o del PCI o del adaptador PCle por si extrae posteriormente el dispositivo.

— Para obtener una lista completa de los dispositivos opcionales compatibles con el nodo, consulte la
seccion https://serverproven.lenovo.com.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.

e Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3/downloads/driver-
list para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

¢ Vaya a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o en la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacion sobre las herramientas de actualizacion de firmware.

Procedimiento

Paso 1. Extraiga la cubierta del compartimiento de la unidad E3.S.
a. O Suelte el tornillo ajustable de la cubierta del compartimiento de la unidad.
b. @ Tire de la cubierta del compartimiento de la unidad para extraerlo del nodo.

Figura 47. Extraccion de la cubierta del compartimiento de la unidad E3.S

Paso 2. Sila bahia de unidad contiene un relleno, tire de la palanca de liberacion en el relleno y deslicelo
para extraerlo de la bahia.

Paso 3. Instale la unidad de intercambio en caliente E3.S.
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a. © Asegurese de que el asa de la unidad esté en la posicion abierta. Luego, alinee la unidad
con los rieles guia en la bahia y deslice con cuidado la unidad en la bahia hasta que se
detenga.

b. © Gire el asa de la unidad a la posicién completamente cerrada hasta que el pestillo del asa
encaje.

Figura 48. Instalacion de una unidad de intercambio en caliente E3.S

Paso 4. Sitiene unidades adicionales para instalar, hagalo ahora; si alguna de las bahias de unidad se deja

vacia, llénela con un relleno de la bahia de unidad.

Paso 5. Revise los LED de estado de la unidad para verificar que la unidad funcione correctamente
(consulte “LED de la unidad” en la pagina 168).

e Sjel LED amarillo de estado de la unidad esté iluminado de forma continua, esa unidad no
funciona correctamente y es necesario sustituirla.

e Siel LED verde de actividad de la unidad parpadea, significa que la unidad esta funcionando.
Paso 6. Vuelva a instalar la cubierta del compartimiento de la unidad E3.S en el nodo.

a. © Inserte la cubierta del compartimiento de la unidad en la ranura.

b. @ Cierre la cubierta del compartimiento de la unidad.

c. © Apriete el tornillo ajustable de la cubierta del compartimiento de la unidad.
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Figura 49. Instalacion de la cubierta del compartimiento de la unidad E3.S

Una vez completada esta tarea

Si el servidor esta configurado para el funcionamiento de RAID mediante un adaptador RAID de
ThinkSystem, es posible que deba volver a configurar las matrices de discos después de instalar las
unidades. Consulte la documentacion del adaptador RAID de ThinkSystem para obtener informacion

adicional sobre el funcionamiento de RAID e instrucciones completas para utilizar el adaptador RAID de
ThinkSystem.

Sustitucion de la unidad M.2

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer o instalar una unidad M.2.

Extraccion de una unidad M.2
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para quitar una unidad M.2.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

Atencion: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacion de inspeccion de
seguridad” en la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.
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Apague el nodo (consulte “Apagado del nodo” en la pagina 11) y, a continuacion, desconecte
todos los cables externos del nodo.

Extraiga el nodo del chasis (consulte “Extraccion de un nodo del chasis” en la pagina 35) y, a
continuacién, coloque con cuidado el nodo sobre una superficie de proteccion antiestatica
plana, orientado con la parte frontal hacia usted.

Notas:

Al extraer el nodo, anote el nUmero de la bandeja del nodo y asegurese de instalar el nodo
en la misma bandeja de la que se extrajo. Volver a instalar el nodo en una bandeja diferente
requiere volver a configurar el nodo.

Por razones de seguridad, asegurese de sostener el nodo con ambas manos al levantarlo.

Quite la cubierta superior (consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 138).

Desconecte todos los cables de la placa posterior de la unidad y, a continuacion, extraiga el
conjunto del compartimiento de la unidad del nodo y coléquelo sobre una superficie de
proteccién antiestatica plana (consulte “Extraccién del conjunto del compartimiento de la
unidad” en la pagina 51).

Ubique los conectores de M.2 en la placa del sistema.

Figura 50. Ubicacion de las bahias M.2 en la placa del sistema

a |
2 |
Bahia 0 de M.2 A Bahia 1 de M.2

Paso 2. Extraiga la unidad M.2 de la placa del sistema.

a.

© Presione ligeramente el elemento de sujecion hacia fuera de la unidad M.2 para
desenganchar la unidad M.2.

@ Gire el lado posterior de la unidad M.2 y separela ligeramente de la placa del sistema.

© Tire de la unidad M.2 para extraerla del conector en un angulo de aproximadamente 15
grados.
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Figura 51. Extraccion de una unidad M.2

Una vez completada esta tarea

1. Si es necesario, ajuste la ubicacién del elemento de sujecidn de la unidad M.2 para acomodar otra
unidad M.2 de otro tamafio (consulte “Ajuste de un elemento de sujecion de la unidad M.2” en la pagina
70).

2. Instalacién de una unidad de sustitucion (consulte “Instalacion de una unidad M.2” en la pagina 71).

3. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Ajuste de un elemento de sujecion de la unidad M.2

Siga las instrucciones de esta seccidn para ajustar la posicién de un elemento de sujecién de la unidad M.2
en la placa del sistema o en el adaptador de arranque M.2.

Acerca de esta tarea

A veces debera ajustar el elemento de sujecion de la unidad M.2 a una cerradura correcta que pueda
acomodar ese tamafio particular de la unidad M.2 que desea instalar.

Atencion:

e Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el componente con cualquier superficie metalica
no pintada del nodo y el chasis y, a continuacién, saque la unidad del envase y coléquela en una
superficie de proteccién antiestatica.

Procedimiento
Paso 1. Ajuste la posicion del elemento de sujecion de M.2 en la placa del sistema.

a. © Gire el elemento de sujecion 90 grados a la posicion desbloqueada y, a continuacion,
levantelo de la placa del sistema.

b. @ Localice la cerradura correcta en la que se debe instalar el elemento de sujecidny, a
continuacion, insértelo en la cerradura, orientandolo a la posicion desbloqueada.

c. © Gire el elemento de sujecion 90 grados a la posicion bloqueada.
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Figura 52. Ajuste de un elemento de sujecion de la unidad M.2

Una vez completada esta tarea
1. Instale la unidad M.2 necesaria (consulte “Instalacién de una unidad M.2” en la pagina 71).

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion de una unidad M.2
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para instalar una unidad M.2.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacion de seguridad.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el componente con cualquier superficie metdlica
no pintada del nodo y el chasis y, a continuacién, saque la unidad del envase y coldéquela en una
superficie de proteccion antiestatica.

Procedimiento

Paso 1. Ubique los conectores de M.2 en la placa del sistema. A continuacién, determine en qué conector
se va a instalar la unidad M.2.

Capitulo 1. Procedimientos de sustitucion del hardware 71



Figura 53. Ubicacion de las bahias M.2 en la placa del sistema

l [}

=
[

Bahia 0 de M.2 A Bahia 1 de M.2

Paso 2. Instale la unidad M.2 en la placa del sistema.
a. © Inserte la unidad M.2 en el conector de M.2 en un angulo de aproximadamente 15 grados.
b. © Presione ligeramente el elemento de sujecién para acomodar la unidad M.2.

c. © Girey presione hacia abajo la unidad M.2 y, a continuacion, asegurese de que la unidad M.2
quede bien fijada con el elemento de sujecion.

Figura 54. Instalacion de una unidad M.2

Una vez completada esta tarea

1. Vuelva a conectar todos los cables necesarios a la placa posterior de la unidad y, a continuacion, vuelva
a instalar el conjunto del compartimiento de la unidad en el nodo (consulte “Disposicién de los cables de
la placa posterior de unidad E3.S” en la pagina 146 y “Instalacién de un conjunto del compartimiento de
la unidad” en la pagina 55).

2. Asegurese de que todos los cables necesarios se hayan pasado y conectado correctamente y, a
continuacién, vuelva a instalar la cubierta superior (consulte “Instalacién de la cubierta superior” en la
pagina 139).

3. Vuelva a instalar el nodo en el chasis (consulte “Instalacién de un nodo en el chasis” en la pagina 40).

4. Asegurese de que las unidades de fuente de alimentacion necesarias estén instaladas y de que los
cables de alimentacion estén conectados y, a continuacién, encienda el nodo (consulte “Instalacion de
una fuente de alimentacion de intercambio en caliente” en la pagina 22 y “Encendido del nodo” en la
pagina 11.)
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5. Proceda a completar la sustitucion de piezas (consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina
141).

Sustitucion de médulo de memoria

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccion para quitar o instalar un médulo de memoria.

Extraccion de un médulo de memoria
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccion para quitar un médulo de memoria.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacion de seguridad.

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Asegurese de extraer o instalar el médulo de memoria 20 segundos después de desconectar los cables
de alimentacion del sistema. Esto permite que el sistema se descargue completamente de electricidad y
que sea seguro manipular el médulo de memoria.

¢ | os médulos de memoria son sensibles a la descarga estatica y requieren una manipulacién especial.
Consulte las directrices estandar para “Manipulacion de dispositivos sensibles a la electricidad estatica”
en la pagina 4:
— Siempre use una mufequera antiestatica al quitar o instalar los médulos de memoria. También se
pueden utilizar guantes antiestatica.

— Nunca sostenga dos 0 mas moédulos de memoria juntos, de forma que entren en contacto. No apile los
modulos de memoria directamente uno encima de otro para el almacenamiento.

— Nunca toque los contactos dorados de los conectores de los médulos de memoria ni permita que
estos contactos toquen la parte exterior del alojamiento de los conectores de los médulos de memoria.

— Maneje con cuidado los médulos de memoria: nunca doble, tuerza ni deje caer un médulo de memoria.

— No utilice herramientas metalicas (como jigs o abrazaderas) para manipular los médulos de memoria,
ya que los metales rigidos pueden dafar los médulos de memoria.

— No inserte los médulos de memoria mientras sostiene los paquetes o los componentes pasivos, lo que
puede provocar grietas en los paquetes o la separacion de componentes pasivos por la fuerza de
insercion alta.

e Cuando se instala un procesador, cada una de las ranuras de DIMM conectadas al procesador se deben
instalar con un DIMM o relleno de DIMM.

— Las ranuras de DIMM 1-8 estan conectadas al procesador 1
— Lasranuras de DIMM 9-16 estan conectadas al procesador 2

Importante: Quite o instale los médulos de memoria para un procesador a la vez.

Procedimiento

Atencion: Asegurese de extraer o instalar el médulo de memoria 20 segundos después de desconectar los
cables de alimentacién del sistema. Esto permite que el sistema se descargue completamente de
electricidad y que sea seguro manipular el médulo de memoria.

Paso 1. Preparese para esta tarea.
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a. Apague el nodo (consulte “Apagado del nodo” en la pagina 11) y, a continuacién, desconecte
todos los cables externos del nodo.

b. Extraiga el nodo del chasis (consulte “Extraccién de un nodo del chasis” en la pagina 35) y, a
continuacion, coloque con cuidado el nodo sobre una superficie de proteccion antiestatica
plana, orientado con la parte frontal hacia usted.

Notas:

e Al extraer el nodo, anote el nimero de la bandeja del nodo y asegurese de instalar el nodo
en la misma bandeja de la que se extrajo. Volver a instalar el nodo en una bandeja diferente
requiere volver a configurar el nodo.

¢ Por razones de seguridad, asegurese de sostener el nodo con ambas manos al levantarlo.

c. Quite la cubierta superior (consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 138).

Paso 2. Localice las ranuras del médulo de memoria y determine qué médulo de memoria se va a eliminar
del nodo.
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Figura 55. Disefio de los mddulos de memoria y el procesador
Paso 3. Quite el moédulo de memoria de la ranura.

Atencidn: Para evitar que los clips de sujecién se rompan o que los conectores de DIMM resulten
dafados, manipule los clips de sujecion con cuidado.
a. © Abra el clip de sujecion de cada uno de los extremos de la ranura del médulo de memoria.

b. © Sujete con cuidado ambos extremos del modulo de memoria y levantelo para extraerlo de la
ranura.
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Figura 56. Extraccion de un mddulo de memoria

Una vez completada esta tarea

1. Instalacién de un relleno o una unidad de sustitucién (consulte “Instalacion de un médulo de memoria”
en la pagina 75) .

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion de un médulo de memoria
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar un médulo de memoria.

Acerca de esta tarea
Consulte para obtener informacion detallada sobre la preparacion y configuracion de la memoria.
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacion de seguridad.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.
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e Asegurese de extraer o instalar el médulo de memoria 20 segundos después de desconectar los cables
de alimentacion del sistema. Esto permite que el sistema se descargue completamente de electricidad y
que sea seguro manipular el médulo de memoria.

¢ | os médulos de memoria son sensibles a la descarga estatica y requieren una manipulacién especial.
Consulte las directrices estandar para “Manipulacion de dispositivos sensibles a la electricidad estatica”
en la pagina 4:
— Siempre use una muiequera antiestatica al quitar o instalar los médulos de memoria. También se
pueden utilizar guantes antiestatica.

— Nunca sostenga dos o0 mas médulos de memoria juntos, de forma que entren en contacto. No apile los
maodulos de memoria directamente uno encima de otro para el almacenamiento.

— Nunca toque los contactos dorados de los conectores de los médulos de memoria ni permita que
estos contactos toquen la parte exterior del alojamiento de los conectores de los médulos de memoria.

— Maneje con cuidado los médulos de memoria: nunca doble, tuerza ni deje caer un médulo de memoria.

— No utilice herramientas metalicas (como jigs o abrazaderas) para manipular los médulos de memoria,
ya que los metales rigidos pueden dafar los médulos de memoria.

— No inserte los médulos de memoria mientras sostiene los paquetes o los componentes pasivos, o que
puede provocar grietas en los paquetes o la separaciéon de componentes pasivos por la fuerza de
insercion alta.

e Cuando se instala un procesador, cada una de las ranuras de DIMM conectadas al procesador se deben
instalar con un DIMM o relleno de DIMM.

— Las ranuras de DIMM 1-8 estan conectadas al procesador 1
— Las ranuras de DIMM 9-16 estan conectadas al procesador 2

Importante: Quite o instale los médulos de memoria para un procesador a la vez.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.

¢ Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3/downloads/driver-
list para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

¢ Vaya a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o en la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacion sobre las herramientas de actualizacion de firmware.

Procedimiento

Atencion: Asegurese de extraer o instalar el médulo de memoria 20 segundos después de desconectar los
cables de alimentacién del sistema. Esto permite que el sistema se descargue completamente de
electricidad y que sea seguro manipular el médulo de memoria.

Paso 1. Localice la ranura de médulo de memoria requerida en la placa del sistema.

Notas:

¢ Quite o instale los médulos de memoria para un procesador a la vez.

¢ Asegurese de observar las reglas y el orden de secuencia de instalacion en “Reglas y orden de
instalacion de un médulo de memoria” en la pagina 5.
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Figura 57. Disefio de los mddulos de memoria y el procesador

Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el médulo de memoria con cualquier
superficie no pintada de la parte exterior del nodo. A continuacién, saque el médulo de memoria de
la bolsa y coléquelo en una superficie antiestatica.

Instale el médulo de memoria en la ranura.
a. © Abra el clip de sujeciéon de cada uno de los extremos de la ranura del médulo de memoria.

b. © Alinee el médulo de memoria con la ranura y luego cologque suavemente el médulo de
memoria en la ranura con ambas manos.

c. © Presione firmemente ambos extremos del médulo de memoria hacia abajo en la ranura
hasta que los clips de sujecion encajen en la posicién de bloqueo.

Atencion:

e Para evitar que los clips de sujecion se rompan o que los conectores de DIMM resulten
dafados, manipule los clips de sujecion con cuidado.

e Siqueda un espacio entre el médulo de memoria y los clips de sujecion, este no se ha insertado
correctamente. En este caso, abra los clips de sujecién, quite el médulo de memoriay, a
continuacion, vuelva a insertarlo.
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Figura 58. Instalacion de un mddulo de memoria

Una vez completada esta tarea

1. Asegurese de que todos los cables necesarios se hayan pasado y conectado correctamente y, a
continuacién, vuelva a instalar la cubierta superior (consulte “Instalacién de la cubierta superior” en la
pagina 139).

2. Vuelva a instalar el nodo en el chasis (consulte “Instalacién de un nodo en el chasis” en la pagina 40).

3. Asegurese de que las unidades de fuente de alimentacién necesarias estén instaladas y de que los
cables de alimentacion estén conectados y, a continuacion, encienda el nodo (consulte “Instalaciéon de
una fuente de alimentacion de intercambio en caliente” en la pagina 22 y “Encendido del nodo” en la
pagina 11.)

4. Proceda a completar la sustitucion de piezas (consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina
141).
Sustitucién de la tarjeta MicroSD

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer o instalar una tarjeta MicroSD en la placa
del sistema.

Extraccion de la tarjeta MicroSD
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para quitar la tarjeta MicroSD.
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Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

Atencidn: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de
seguridad” en la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.

a. Apague el nodo (consulte “Apagado del nodo” en la pagina 11) y, a continuacién, desconecte
todos los cables externos del nodo.

b. Extraiga el nodo del chasis (consulte “Extraccién de un nodo del chasis” en la pagina 35) y, a
continuacién, coloque con cuidado el nodo sobre una superficie de proteccion antiestatica
plana, orientado con la parte frontal hacia usted.

Notas:

e Al extraer el nodo, anote el nimero de la bandeja del nodo y asegurese de instalar el nodo
en la misma bandeja de la que se extrajo. Volver a instalar el nodo en una bandeja diferente
requiere volver a configurar el nodo.

¢ Porrazones de seguridad, asegurese de sostener el nodo con ambas manos al levantarlo.
c. Quite la cubierta superior (consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 138).

Desconecte todos los cables de la placa posterior de la unidad y, a continuacion, extraiga el
conjunto del compartimiento de la unidad del nodo y coléquelo sobre una superficie de
proteccién antiestatica plana (consulte “Extraccién del conjunto del compartimiento de la
unidad” en la pagina 51).

Paso 2. Ubique el zocalo de MicroSD en la placa del sistema.

|
Figura 59. Ubicacion del zécalo de MicroSD

Paso 3. Extraiga la tarjeta MicroSD.
a. © Deslice latapa del zAcalo a la posicidn abierta.
b. @ Levantey abra la tapa del zécalo.
c. © Extraiga la tarjeta MicroSD del z6calo.
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Figura 60. Extraccion de la tarjeta MicroSD

Una vez completada esta tarea
1. Instalacion de una unidad de sustitucién (consulte “Instalacién de una tarjeta MicroSD” en la pagina 80).

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion de una tarjeta MicroSD
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar una tarjeta MicroSD.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

Atencion:

e Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacién de inspeccién de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el componente con cualquier superficie metalica
no pintada del nodo y el chasis y, a continuacion, saque la unidad del envase y coléquela en una
superficie de proteccién antiestatica.

Procedimiento
Paso 1. Ubique el zécalo de MicroSD en la placa del sistema.

t |

Figura 61. Ubicacion del zocalo de MicroSD

Paso 2. Instale la tarjeta MicroSD en la placa del sistema.
a. © Cologue la tarjeta MicroSD en el zécalo.
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b. © Cierre la tapa del zocalo.
© Deslice la tapa del z6calo a la posicién de blogueo.

Figura 62. Instalacion de una tarjeta MicroSD

Una vez completada esta tarea

1. Vuelva a conectar todos los cables necesarios a la placa posterior de la unidad y, a continuacion, vuelva
a instalar el conjunto del compartimiento de la unidad en el nodo (consulte “Disposicion de los cables de
la placa posterior de unidad E3.S” en la pagina 146 y “Instalacién de un conjunto del compartimiento de
la unidad” en la pagina 55).

2. Asegurese de que todos los cables necesarios se hayan pasado y conectado correctamente y, a
continuacion, vuelva a instalar la cubierta superior (consulte “Instalacion de la cubierta superior” en la
pagina 139).

3. Vuelva a instalar el nodo en el chasis (consulte “Instalacién de un nodo en el chasis” en la pagina 40).

4. Asegurese de que las unidades de fuente de alimentacion necesarias estén instaladas y de que los
cables de alimentacién estén conectados y, a continuacién, encienda el nodo (consulte “Instalacién de
una fuente de alimentacién de intercambio en caliente” en la pagina 22 y “Encendido del nodo” en la
pagina 11.)

5. Proceda a completar la sustitucion de piezas (consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina
141).

Sustitucion del médulo de OCP
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccion para extraer o instalar el médulo de OCP.

Notas:

¢ Dependiendo de la configuracion especifica, es posible que el nodo no venga con este componente.
¢ Sino hay ningun mdédulo de OCP instalado, asegurese de instalar un relleno de OCP en la ranura de OCP.

Extraccion del médulo OCP
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para extraer el médulo de OCP.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacion de seguridad.

Atencion: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacién de inspeccién de
seguridad” en la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.
a. Apague el nodo (consulte “Apagado del nodo” en la pagina 11).
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Paso 2. Extraiga el médulo de OCP.
a. O Afloje el tornillo ajustable que fija el médulo de OCP.

Nota: Sies necesario, utilice un destornillador para este paso.
b. @ Sujete la manijay tire del médulo de OCP para extraerlo.

Figura 63. Extraccion del médulo de OCP posterior

Una vez completada esta tarea

1. Instalacion de un relleno o una unidad de sustitucién (consulte “Instalar un médulo de OCP” en la pagina
82).

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalar un médulo de OCP
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar un modulo de OCP.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacion de seguridad.

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el componente con cualquier superficie metalica
no pintada del nodo y el chasis y, a continuacién, saque la unidad del envase y coléquela en una
superficie de proteccién antiestatica.
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¢ Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador
después de sustituir un componente.

— Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3/downloads/
driver-list para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

— Vaya a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o en la Guia de configuracion del sistema
para obtener mas informacién sobre las herramientas de actualizacién de firmware.

e Para evitar la limitacion, asegurese de adoptar cables de conexién directa pasiva cuando se instalen
adaptadores de red con una velocidad de 100 GbE o superior.

Procedimiento

Paso 1. Si se hainstalado un relleno de OCP, extraigalo de la ranura de OCP.

Paso 2. Instale el médulo de OCP.
a. O Inserte y empuije el médulo de OCP hacia la ranura hasta que quede bien colocado.
b. @ Apriete el tornillo ajustable para fijar el médulo de OCP.

Notas:

e Sies necesario, utilice un destornillador para este paso.

* Asegurese de instalar completamente el médulo de OCP y apriete bien el tornillo ajustable.
De lo contrario, el médulo de OCP podria no estar totalmente conectado y puede que no
funcione.

Figura 64. Instalacion del médulo de OCP posterior

Una vez completada esta tarea
1. Encienda el nodo (consulte “Encendido del nodo” en la pagina 11).

2. Proceda a completar la sustitucion de piezas (consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina
141).
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Sustitucion del adaptador y del conjunto de expansion de PCle

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer o instalar el conjunto de expansién de PCle
y el adaptador PCle.

Notas:

¢ Dependiendo de la configuracion especifica, es posible que el nodo no venga con este componente.

¢ Sino hay ningun conjunto de expansion PCle instalado en el nodo, asegurese de instalar un relleno de
expansion PCle en la parte posterior del nodo.

Extraccion del conjunto de expansion de PCle
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para quitar el conjunto de expansion de PCle.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

Atencion: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacién de inspeccién de
seguridad” en la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Nota: Dependiendo de la configuracion especifica, el aspecto del hardware puede ser algo diferente de las
ilustraciones de esta seccion.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.

a. Apague el nodo (consulte “Apagado del nodo” en la pagina 11) y, a continuacién, desconecte
todos los cables externos del nodo.

b. Extraiga el nodo del chasis (consulte “Extraccién de un nodo del chasis” en la pagina 35) y, a
continuacion, coloque con cuidado el nodo sobre una superficie de proteccion antiestatica
plana, orientado con la parte frontal hacia usted.

Notas:

e Al extraer el nodo, anote el numero de la bandeja del nodo y asegurese de instalar el nodo
en la misma bandeja de la que se extrajo. Volver a instalar el nodo en una bandeja diferente
requiere volver a configurar el nodo.

¢ Por razones de seguridad, asegurese de sostener el nodo con ambas manos al levantarlo.
c. Quite la cubierta superior (consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 138).

Si el conducto de aire de GPU esta instalado en el nodo, extraigalo (consulte “Extraccién del
conducto de aire de GPU” en la pagina 59).

Paso 2. Extraiga el conjunto de expansién PCle del nodo.
a. © Afloje el tornillo de fijacidon que fija el conjunto de expansion PCle al nodo.

b. © Sostenga con cuidado el conjunto de expansion PCle por los extremos y extraigalo del
nodo.

c. © Desconecte el cable de alimentacién de la expansién PCle de la expansion.

84  Guia de mantenimiento del hardware deThinkSystem SD530 V3



Figura 65. Extraccion del conjunto de expansion PCle

Paso 3. Si es necesario, desconecte todos los cables de la expansién PCle de la placa del sistema
(consulte “Disposicion de cables de la expansion PCle” en la pagina 148) y, a continuacion,
coloque el conjunto de expansion PCle en una superficie de proteccion antiestatica plana.

Una vez completada esta tarea

1. Para sustituir un adaptador PCle, consulte “Extraccion de un adaptador PCle” en la pagina 86 y
“Instalacion de un adaptador PCle” en la pagina 87.

2. Si es necesario, sustituya o extraiga la tarjeta de expansién PCle del compartimiento de expansion.
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Figura 66. Sustitucion de la tarjeta de expansion PCle
3. Instalacion de un relleno o una unidad de sustitucion (consulte “Instalacion de un conjunto de expansion
PCle” en la pagina 89).

4. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Extraccion de un adaptador PCle
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para quitar el adaptador PCle.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

Atencidn: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacion de inspeccién de
seguridad” en la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Nota: Dependiendo de la configuracién especifica, el aspecto del hardware puede ser algo diferente de las
ilustraciones de esta seccion.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.

a. Apague el nodo (consulte “Apagado del nodo” en la pagina 11) y, a continuacién, desconecte
todos los cables externos del nodo.

b. Extraiga el nodo del chasis (consulte “Extraccion de un nodo del chasis” en la pagina 35) y, a
continuacién, coloque con cuidado el nodo sobre una superficie de proteccion antiestatica
plana, orientado con la parte frontal hacia usted.
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Notas:

e Al extraer el nodo, anote el nimero de la bandeja del nodo y asegurese de instalar el nodo
en la misma bandeja de la que se extrajo. Volver a instalar el nodo en una bandeja diferente
requiere volver a configurar el nodo.

¢ Porrazones de seguridad, asegurese de sostener el nodo con ambas manos al levantarlo.
c. Quite la cubierta superior (consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 138).

Si el conducto de aire de GPU estd instalado en el nodo, extraigalo (consulte “Extraccion del
conducto de aire de GPU” en la pagina 59).

e. Extraiga el conjunto de expansion PCle del nodo y, si es necesario, desconecte los cables de
PCle de la placa del sistema (consulte “Extraccion del conjunto de expansion de PCle” en la
pagina 84 y “Disposicion de cables de la expansion PCle” en la pagina 148).

Paso 2. Extraiga el adaptador PCle del compartimiento de expansion de PCle.
a.  © Quite el tornillo que fija el adaptador PCle a la expansion PCle.

b. © Sujete el adaptador PCle por los bordes y tire de él con cuidado para extraerlo de la ranura
de PCle.

*©

Figura 67. Extraccion de un adaptador PCle

Una vez completada esta tarea

1. Instalacion de un relleno o una unidad de sustitucion (consulte “Instalacion de un adaptador PCle” en la
pagina 87).

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion de un adaptador PCle
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para instalar el adaptador PCle.

Acerca de esta tarea

Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.
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Atencion:

¢ |Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el componente con cualquier superficie metalica

no pintada del nodo y el chasis y, a continuacién, saque la unidad del envase y coléquela en una
superficie de proteccidn antiestatica.

Procedimiento

Paso 1. Sila tarjeta de expansion PCle no esta instalada en el compartimiento de expansion, instalela
ahora.

a. Alinee los orificios de tornillos de la tarjeta de expansién PCle con los orificios
correspondientes del compartimiento de expansion y, a continuacioén, inserte la tarjeta de
expansion PCle en su sitio.

b. Apriete los tornillos para fijar la tarjeta de expansion PCle al compartimiento de expansion
PCle.

Figura 68. Sustitucion de la tarjeta de expansion PCle

Paso 2. Sihay un relleno de PCle instalado en la ranura, extraigalo.
Paso 3. Instale el adaptador PCle en la ranura de PCle.

a. © Alinee el adaptador con el conector PCle y, a continuacion, presione con cuidado el
adaptador directamente en el conector hasta que quede colocado firmemente.

b. @ Apriete el tornillo para fijar el adaptador.
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Figura 69. Instalacion de un adaptador PCle

Una vez completada esta tarea

1.

Si es necesario, vuelva a instalar el conjunto de expansién PCle en el nodo y vuelva a conectar los
cables de PCle necesarios a la placa del sistema (consulte “Instalaciéon de un conjunto de expansion
PCle” en la pagina 89 y Capitulo 2 “Disposicion interna de los cables” en la pagina 143).

. Si es necesario, vuelva a instalar el conducto de aire de GPU (consulte “Instalacion de un conducto de

aire de GPU” en la pagina 61).

. Asegurese de que todos los cables necesarios se hayan pasado y conectado correctamente y, a

continuacion, vuelva a instalar la cubierta superior (consulte “Instalacion de la cubierta superior” en la
pagina 139).

. Vuelva a instalar el nodo en el chasis (consulte “Instalacion de un nodo en el chasis” en la pagina 40).
. Asegurese de que las unidades de fuente de alimentacion necesarias estén instaladas y de que los

cables de alimentacién estén conectados y, a continuacién, encienda el nodo (consulte “Instalacién de
una fuente de alimentacién de intercambio en caliente” en la pagina 22 y “Encendido del nodo” en la
pagina 11.)

. Proceda a completar la sustituciéon de piezas (consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina

141).

Instalacion de un conjunto de expansion PCle
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para instalar un conjunto de expansién PCle.

Acerca de esta tarea

Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

Atencion:

Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccién de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.
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¢ Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el componente con cualquier superficie metalica
no pintada del nodo y el chasis y, a continuacién, saque la unidad del envase y coléquela en una
superficie de proteccién antiestatica.

Procedimiento
Paso 1. Si se hainstalado un relleno de expansién de PCle, quite el tornillo y luego extraiga el relleno.

Paso 2. Silatarjeta de expansion PCle no estd instalada en el compartimiento de expansion, instalela
ahora.

a. Alinee los orificios de tornillos de la tarjeta de expansién PCle con los orificios
correspondientes del compartimiento de expansion y, a continuacioén, inserte la tarjeta de
expansion PCle en su sitio.

b. Apriete los tornillos para fijar |a tarjeta de expansién PCle al compartimiento de expansién
PCle.

Figura 70. Sustitucion de la tarjeta de expansion PCle

Paso 3. Instale el adaptador PCle necesario (consulte “Instalacién de un adaptador PCle” en la pagina 87).

Paso 4. Silos cables de PCle se han desconectado de la placa del sistema, vuelva a conectarlos (consulte
“Disposicion de cables de la expansion PCle” en la pagina 148).

Paso 5. Instale el conjunto de expansion PCle en el nodo.
a. © Conecte el cable de alimentacion de la expansion PCle a la expansion.

b. © Alinee los bordes del conjunto de expansion PCle con los bordes del nodo y, a
continuacion, coloque el conjunto de expansion PCle en su sitio hasta que quede colocado
firmemente.

c. © Apriete el tornillo de fijacion para fijar el conjunto de expansion PCle al nodo.
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Figura 71. Instalacion del conjunto de expansion PCle

Una vez completada esta tarea

1. Si es necesario, vuelva a instalar el conducto de aire de GPU (consulte “Instalacion de un conducto de
aire de GPU” en la pagina 61).

2. Asegurese de que todos los cables necesarios se hayan pasado y conectado correctamente y, a
continuacion, vuelva a instalar la cubierta superior (consulte “Instalacion de la cubierta superior” en la
pagina 139).

3. Vuelva a instalar el nodo en el chasis (consulte “Instalacion de un nodo en el chasis” en la pagina 40).

4. Asegurese de que las unidades de fuente de alimentacidn necesarias estén instaladas y de que los
cables de alimentacién estén conectados y, a continuacién, encienda el nodo (consulte “Instalacién de
una fuente de alimentacién de intercambio en caliente” en la pagina 22 y “Encendido del nodo” en la
pagina 11.)

5. Proceda a completar la sustitucidon de piezas (consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina
141).

Sustitucion de la barra de bus de alimentacion

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer o instalar la barra de bus de alimentacion.

Extraccion de la barra de bus de alimentacion
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer la barra de bus de alimentacién.

Acerca de esta tarea

Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.
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Atenciodn: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacion de inspeccion de
seguridad” en la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.

a. Apague el nodo (consulte “Apagado del nodo” en la pagina 11) y, a continuacién, desconecte
todos los cables externos del nodo.

b. Extraiga el nodo del chasis (consulte “Extraccién de un nodo del chasis” en la pagina 35) y, a
continuacion, coloque con cuidado el nodo sobre una superficie de proteccion antiestatica
plana, orientado con la parte frontal hacia usted.

Notas:

¢ Al extraer el nodo, anote el numero de la bandeja del nodo y asegurese de instalar el nodo
en la misma bandeja de la que se extrajo. Volver a instalar el nodo en una bandeja diferente
requiere volver a configurar el nodo.

¢ Por razones de seguridad, asegurese de sostener el nodo con ambas manos al levantarlo.
c. Quite la cubierta superior (consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 138).

Si el conducto de aire de GPU esta instalado en el nodo, extraigalo (consulte “Extraccion del
conducto de aire de GPU” en la pagina 59).

e. Siel conjunto de expansién PCle esta instalado, extraigalo del nodo y desconecte los cables
de PCle de la placa del sistema (consulte “Extraccién del conjunto de expansion de PCle” en
la pagina 84 y Capitulo 2 “Disposicion interna de los cables” en la pagina 143).

Paso 2. Quite los seis tornillos externos de la barra de bus de alimentacion.

Figura 72. Extraccion de los tornillos externos de la barra de bus de alimentacion

Paso 3. Extraiga la barra de bus de alimentacion.
a.  © Quite el tornillo de PDB principal de la barra de bus de alimentacion.
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b. © Quite el tornillo de la placa del sistema principal de la barra de bus de alimentacion.
c. © Levante la barra de bus de alimentacién para extraerla del nodo.

Figura 73. Extraccion de la barra de bus de alimentacion

Una vez completada esta tarea

1. Instalacién de una unidad de sustitucion (consulte “Instalacion de una barra de bus de alimentacion” en
la pagina 93).

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion de una barra de bus de alimentacion
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar una barra de bus de alimentacion.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacion de seguridad.

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el componente con cualquier superficie metalica
no pintada del nodo y el chasis y, a continuacién, saque la unidad del envase y coléquela en una
superficie de proteccion antiestatica.

Nota: Como referencia, el par necesario para que los tornillos queden apretados completamente a la barra
de bus de alimentacion es de 12 +/- 0,5 Ibf-in.

Procedimiento
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Paso 1. Instale la barra de bus de alimentacién en el nodo.

a. O Alinee los orificios de tornillos de la barra de bus de alimentacién con los orificios de
tornillos correspondientes de la placa del sistema y la placa de distribucion de alimentacién y,
a continuacion, baje la barra de bus de alimentacion a su sitio y ajuste los ocho tornillos para
fijar la barra de bus.

b. © Apriete el tornillo de la placa del sistema principal para fijar la barra de bus de alimentacion
a la placa del sistema.

c. © Apriete el tornillo de PDB principal para fijar la barra de bus de alimentacién a la placa de
distribucién de alimentacion.

Figura 74. Instalacion de la barra de bus de alimentacion

Paso 2. Apriete los seis tornillos externos para fijar la barra de bus de alimentacién.

94  Guia de mantenimiento del hardware deThinkSystem SD530 V3



Figura 75. Instalacion de los tornillos externos de la barra de bus de alimentacion

Una vez completada esta tarea

1.

Si es necesario, vuelva a instalar el conjunto de expansién PCle en el nodo y vuelva a conectar los
cables de PCle necesarios a la placa del sistema (consulte “Instalacion de un conjunto de expansion
PCle” en la pagina 89 y Capitulo 2 “Disposicion interna de los cables” en la pagina 143).

. Si es necesario, vuelva a instalar el conducto de aire de GPU (consulte “Instalacion de un conducto de

aire de GPU” en la pagina 61).

. Asegurese de que todos los cables necesarios se hayan pasado y conectado correctamente y, a

continuacion, vuelva a instalar la cubierta superior (consulte “Instalacion de la cubierta superior” en la
pagina 139).

. Vuelva a instalar el nodo en el chasis (consulte “Instalacién de un nodo en el chasis” en la pagina 40).

5. Asegurese de que las unidades de fuente de alimentacién necesarias estén instaladas y de que los

cables de alimentacion estén conectados y, a continuacion, encienda el nodo (consulte “Instalacion de
una fuente de alimentacién de intercambio en caliente” en la pagina 22 y “Encendido del nodo” en la
pagina 11.)

. Proceda a compiletar la sustitucidon de piezas (consulte “Completar la sustitucidn de piezas” en la pagina

141).

Sustitucion de placa de distribucion de alimentacion

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer o instalar la placa de distribucién de
alimentacioén.

Extraccion de la placa de distribucion de alimentacion
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para quitar la placa de distribucion de alimentacion.

Acerca de esta tarea
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Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacion de seguridad.

Atencion: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacion de inspeccion de
seguridad” en la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.

a. Apague el nodo (consulte “Apagado del nodo” en la pagina 11) y, a continuacién, desconecte
todos los cables externos del nodo.

b. Extraiga el nodo del chasis (consulte “Extraccién de un nodo del chasis” en la pagina 35) y, a
continuacion, coloque con cuidado el nodo sobre una superficie de proteccion antiestatica
plana, orientado con la parte frontal hacia usted.

Notas:

e Al extraer el nodo, anote el nimero de la bandeja del nodo y asegurese de instalar el nodo
en la misma bandeja de la que se extrajo. Volver a instalar el nodo en una bandeja diferente
requiere volver a configurar el nodo.

¢ Por razones de seguridad, asegurese de sostener el nodo con ambas manos al levantarlo.
Quite la cubierta superior (consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 138).

Si el conducto de aire de GPU esta instalado en el nodo, extraigalo (consulte “Extraccién del
conducto de aire de GPU” en la pagina 59).

e. Siel conjunto de expansion PCle esta instalado, extraigalo del nodo y desconecte los cables
de PCle de la placa del sistema (consulte “Extraccion del conjunto de expansion de PCle” en
la pagina 84 y Capitulo 2 “Disposicion interna de los cables” en la pagina 143).

f.  Extraiga la barra de bus de alimentacién (consulte “Extraccién de la barra de bus de
alimentacién” en la pagina 91).

Paso 2. Desconecte los cables entre la placa de distribucién de alimentacién y la placa del sistema.
Paso 3. Extraiga la placa de distribucion de alimentacién del nodo.
a. © Retire los cinco tornillos que fijan la placa de distribucion de alimentacién al nodo.

b. © Tire ligeramente de la placa de distribucién de alimentacion hacia la parte frontal del nodo y,
a continuacién, levantela para extraerla del nodo.
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Figura 76. Extraccion de la placa de distribucion de alimentacion

Una vez completada esta tarea

1. Instalacion de una unidad de sustitucién (consulte “Instalacién de una placa de distribucion de
alimentacién” en la pagina 97.)

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion de una placa de distribucion de alimentacion
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar una placa de distribucién de alimentacién.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacion de seguridad.

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el componente con cualquier superficie metalica
no pintada del nodo y el chasis y, a continuacién, saque la unidad del envase y coléquela en una
superficie de proteccion antiestatica.

Procedimiento
Paso 1. Instale la placa de distribucion de alimentacién.

a. © Alinee los orificios de tornillos de la placa de distribucion de alimentacion con los orificios de
tornillos del nodo y, a continuacion, baje e inserte la placa de distribucion de alimentacién en
su sitio.

b. @ Apriete los cinco tornillos para fijar la placa de distribucion de alimentacion al nodo.
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Nota: Asegurese de que los aisladores estén colocados firmemente en los orificios de la placa
de distribucion de alimentacion.

Figura 77. Instalacion de una placa de distribucion de alimentacion

Paso 2. Conecte los cables entre la placa de distribucion de alimentacion y la placa del sistema (consulte

“Disposicion de los cables de la placa de la distribucién de alimentacion” en la pagina 149).

Una vez completada esta tarea

1.
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Vuelva a instalar la barra de bus de alimentacién (consulte “Instalacién de una barra de bus de
alimentacion” en la pagina 93).

. Si es necesario, vuelva a instalar el conjunto de expansién PCle en el nodo y vuelva a conectar los

cables de PCle necesarios a la placa del sistema (consulte “Instalacién de un conjunto de expansion
PCle” en la pagina 89 y Capitulo 2 “Disposicion interna de los cables” en la pagina 143).

. Si es necesario, vuelva a instalar el conducto de aire de GPU (consulte “Instalacion de un conducto de

aire de GPU” en la pagina 61).

Asegurese de que todos los cables necesarios se hayan pasado y conectado correctamente y, a
continuacion, vuelva a instalar la cubierta superior (consulte “Instalacion de la cubierta superior” en la
pagina 139).

Vuelva a instalar el nodo en el chasis (consulte “Instalacién de un nodo en el chasis” en la pagina 40).

Asegurese de que las unidades de fuente de alimentacion necesarias estén instaladas y de que los
cables de alimentacion estén conectados y, a continuacién, encienda el nodo (consulte “Instalacion de
una fuente de alimentacion de intercambio en caliente” en la pagina 22 y “Encendido del nodo” en la
pagina 11.)

Proceda a completar la sustitucion de piezas (consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina
141).
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Sustitucion de procesador y disipador de calor (solo técnicos
capacitados)

Siga las instrucciones de esta seccion para extraer o instalar un médulo de procesador y disipador de calor
(PHM).

Importante: Esta tarea debe ser operada por técnicos cualificados.

Atencion: Antes de volver a utilizar un procesador o un disipador de calor, asegurese de utilizar una toallita
de limpieza con alcohol y grasa térmica aprobada por Lenovo.

Extraccion del procesador y el disipador de calor

Esta tarea tiene instrucciones para extraer el procesador y disipador de calor montados juntos, lo que se
conoce como un modulo de procesador-disipador de calor (PHM). Esta tarea requiere una llave Torx T30. Un
técnico de servicio especializado debe ejecutar este procedimiento.

Importante: Esta tarea debe ser operada por técnicos cualificados.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacion de seguridad.

Atencion:

¢ |Lea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Para transferir la suite Intel® On Demand del procesador defectuoso al nuevo procesador, lea el PPIN del
procesador defectuoso antes de apagar el sistema. Para obtener mas informacién, consulte “Habilitar
Intel® On Demand” en la Guia del usuario.

e (Cada zécalo del procesador debe contener una cubierta o un PHM. Al quitar o instalar un PHM, proteja
los zécalos vacios del procesador con una cubierta.

¢ No toque los zdcalos ni los contactos del procesador. Los contactos del zécalo del procesador son muy
fragiles y se dafan facilmente. La existencia de contaminantes en los contactos del procesador, como la
grasa de la piel, puede ocasionar errores de conexion.

¢ No permita que la grasa térmica del procesador o del disipador de calor entren en contacto con ningun
objeto. El contacto con cualquier superficie puede ocasionar dafos en dicha grasa, lo cual destruye su
efectividad. La grasa térmica puede dafar los componentes, como los empalmes eléctricos del zécalo del
procesador.

¢ Quite e instale solo un PHM a la vez. Si el sistema admite varios procesadores, instale los PHM
comenzando desde el primer zécalo de procesador.

Nota: El disipador de calor, el procesador y el transportador del procesador del nodo pueden variar de los
que se muestran en esta seccién.

En la ilustracién siguiente se muestran los componentes del PHM.
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Figura 78. Componentes de PHM

Disipador de calor Kl Clips para fijar el procesador en el transportador
H Marca triangular del disipador de calor I Asa de expulsién del procesador

Hl Etiqueta de identificacién del procesador Marca triangular del transportador

I Tuerca y elemento de sujecién de la barra I Deflector de calor del procesador

H Tuerca Torx T30 ¥l Grasa térmica

I Barra antinclinacién I Contactos del procesador

Transportador del procesador FH Marca triangular del procesador

H Clips para fijar el transportador al disipador de calor

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.

a. Apague el nodo (consulte “Apagado del nodo” en la pagina 11) y, a continuacién, desconecte
todos los cables externos del nodo.

b. Extraiga el nodo del chasis (consulte “Extraccién de un nodo del chasis” en la pagina 35) y, a
continuacion, coloque con cuidado el nodo sobre una superficie de proteccion antiestatica
plana, orientado con la parte frontal hacia usted.

Notas:

¢ Al extraer el nodo, anote el nimero de la bandeja del nodo y asegurese de instalar el nodo
en la misma bandeja de la que se extrajo. Volver a instalar el nodo en una bandeja diferente
requiere volver a configurar el nodo.

¢ Por razones de seguridad, asegurese de sostener el nodo con ambas manos al levantarlo.
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c. Quite la cubierta superior (consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 138).

Para la configuracion de un procesador, extraiga el disipador de calor de rendimiento 1U que
esta instalado en la parte frontal del nodo.

Figura 79. Ubicacion de PHM para la configuracion de un solo procesador

e. Parala configuracion de dos procesadores, extraiga el disipador de calor estandar 1U que
esta instalado en la parte frontal del nodo o el disipador de calor de rendimiento 1U que esta
instalado en la parte posterior del nodo.

Figura 80. Ubicacion de PHM para la configuracion de dos procesadores

Paso 2. Quite el PHM de la placa del sistema.

Importante:

¢ No toque los contactos del procesador. La existencia de contaminantes en los contactos del
procesador, como la grasa de la piel, puede ocasionar errores de conexion.

¢ Mantenga el zécalo del procesador limpio de objetos para evitar posibles dafos.

e No permita que la grasa térmica del procesador o del disipador de calor entren en contacto con
ningun objeto. El contacto con cualquier superficie puede ocasionar dafios en dicha grasa, lo
cual destruye su efectividad. La grasa térmica puede danar los componentes, como los
empalmes eléctricos del zécalo del procesador.

a. © Afloje completamente las tuercas Torx T30 en el PHM en la secuencia de extraccion que
se muestra en la etiqueta del disipador de calor.

Nota: Como referencia, el apriete necesario para que los tornillos se aprieten/quiten
completamente es de 10+/- 2,0 Ibf-pulg., 1,1+/- 0,2 N/m.
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Atencién: Para evitar danar los componentes, asegurese de seguir la secuencia de apriete/
afloje indicada.

b. © Gire las barras antiinclinacién hacia dentro.

© Levante con cuidado el PHM del zécalo del procesador. Si el PHM no se puede levantar

para quitarlo completamente del zécalo, afloje mas las tuercas Torx T30 e intente levantar de
nuevo el PHM.

Figura 81. Extraccion del PHM estandar 1U
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Figura 82. Extraccion del PHM de rendimiento 1U del procesador 1
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Figura 83. Extraccion del PHM de rendimiento 1U del procesador 2

Paso 3. Extraiga la abrazadera del soporte del disipador de calor si es necesario.
a. O Afloje los dos tornillos que fijan la abrazadera de soporte.
b. © Sostenga la abrazadera de soporte y extraigala de la placa del sistema.

Figura 84. Sustitucion de la abrazadera de soporte del disipador de calor

Una vez completada esta tarea

1. Cada zdécalo del procesador debe contener una cubierta o un PHM. Proteja los zdcalos vacios del
procesador con una cubierta o instale un PHM nuevo.

2. Siva a extraer el PHM como parte de la sustitucion de una placa del sistema, deje a un lado el PHM.

3. Sidesea reutilizar el procesador o el disipador de calor, separe el procesador de su elemento de
sujecion. Consulte “Separacién del procesador del transportador y del disipador de calor” en la pagina
104.
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4. Instalacion de una unidad de sustitucion (consulte “Instalacion de un procesador y disipador de calor”
en la pagina 105).

5. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

6. Para transferir la suite Intel® On Demand del procesador defectuoso al nuevo procesador, consulte
“Habilitar Intel® On Demand” en la Guia del usuario.

Separacion del procesador del transportador y del disipador de calor

Esta tarea tiene instrucciones para separar un procesador y su transportador de un procesador y disipador
de calor montados juntos, denominado médulo de procesador y disipador de calor. Este procedimiento
debe ser realizado por un técnico capacitado.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacion de seguridad.

Atencion: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacion de inspeccion de
seguridad” en la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Importante:

¢ No toque los contactos del procesador. La existencia de contaminantes en los contactos del procesador,
como la grasa de la piel, puede ocasionar errores de conexion.

e Mantenga el zécalo del procesador limpio de objetos para evitar posibles dafos.

¢ No permita que la grasa térmica del procesador o del disipador de calor entren en contacto con ningun
objeto. El contacto con cualquier superficie puede ocasionar dafios en dicha grasa, lo cual destruye su
efectividad. La grasa térmica puede dafar los componentes, como los empalmes eléctricos del zdcalo del
procesador.

Nota: El disipador de calor, el procesador y el transportador del procesador del nodo pueden variar de los
que se muestran en esta seccion.

Procedimiento
Paso 1. Separe el procesador del disipador de calor y del transportador.
a. © Levante el asa para liberar el procesador del transportador.

b. © Sostenga el procesador por los bordes y, luego, levante el procesador del disipador de
calor y del transportador.

c. © Sin bajar el procesador, limpie la grasa térmica de la parte superior del procesador con una
almohadilla limpiadora con alcohol y, luego, ponga el procesador en una superficie
antiestatica con el lado del contacto del procesador hacia arriba.
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Figura 85. Separacion de un procesador del disipador de calor y del transportador

Nota: No toque los contactos del procesador.

Paso 2. Separe el transportador del procesador del disipador de calor.
a. O Suelte los clips de sujecion del disipador de calor.
b. @ Levante el transportador del disipador de calor.

c. © Limpie la grasa térmica de la parte inferior del disipador de calor con una almohadilla
limpiadora con alcohol.

Figura 86. Separacion de un transportador de procesador del disipador de calor

Nota: El transportador del procesador se descartara y se sustituird por uno nuevo.

Después de finalizar
1. Instale el PHM (consulte “Instalacion de un procesador y disipador de calor” en la pagina 105).

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion de un procesador y disipador de calor
Esta tarea tiene instrucciones para instalar un procesador y un disipador de calor montados juntos, lo que se

conoce como un modulo de procesador-disipador de calor (PHM). Esta tarea requiere una llave Torx T30. Un
técnico de servicio especializado debe ejecutar este procedimiento.

Importante: Esta tarea debe ser operada por técnicos cualificados.
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Acerca de esta tarea

Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

Atencion:

Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacion de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de descarga a tierra.

Cada zécalo del procesador debe contener una cubierta o un PHM. Al quitar o instalar un PHM, proteja
los zécalos vacios del procesador con una cubierta.

No toque los zdécalos ni los contactos del procesador. Los contactos del zdcalo del procesador son muy
fragiles y se dafian facilmente. La existencia de contaminantes en los contactos del procesador, como la
grasa de la piel, puede ocasionar errores de conexion.

No permita que la grasa térmica del procesador o del disipador de calor entren en contacto con ningun
objeto. El contacto con cualquier superficie puede ocasionar dafios en dicha grasa, lo cual destruye su
efectividad. La grasa térmica puede dafar los componentes, como los empalmes eléctricos del zécalo del
procesador.

Quite e instale solo un PHM a la vez. Si el sistema admite varios procesadores, instale los PHM
comenzando desde el primer zécalo de procesador.

Notas:

El disipador de calor, el procesador y el transportador del procesador del sistema pueden variar de los
que se muestran en las ilustraciones.

Los PHM estan disefiados de modo que se indica dénde deben instalarse y con qué orientacion.

Para ver una lista de procesadores admitidos con su servidor, consulte https://serverproven.lenovo.com.
Todos los procesadores deben tener la misma velocidad, nimero de nucleos y frecuencia.

Antes de instalar un nuevo PHM o de sustituir un procesador, actualice el firmware del sistema al nivel
mas reciente. Consulte “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario y la Guia de configuracion del
sistema..

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.

Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3/downloads/driver-
list para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

Vaya a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o en la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacion sobre las herramientas de actualizacion de firmware.

En la ilustracion siguiente se muestran los componentes del PHM.
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Figura 87. Componentes de PHM

Hl Disipador de calor

Kl Clips para fijar el procesador en el transportador

H Marca triangular del disipador de calor

Asa de expulsién del procesador

H Etiqueta de identificacion del procesador

Marca triangular del transportador

I Tuerca y elemento de sujecion de la barra

Deflector de calor del procesador

H Tuerca Torx T30

Grasa térmica

A Barra antinclinacion

A Contactos del procesador

Transportador del procesador

FH Marca triangular del procesador

H Clips para fijar el transportador al disipador de calor

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.

a. Registre la etiqueta de identificacion del procesador.

e Si esta sustituyendo un procesador y reutilizando el disipador de calor, quite la etiqueta de
identificacion del procesador del disipador de calor y sustitlyala por la nueva etiqueta que
viene con el procesador de sustitucion.

¢ Si esta sustituyendo un disipador de calor y reutilizando el procesador, quite la etiqueta de
identificacion del procesador del disipador de calor antiguo y coléquela en el nuevo
disipador de calor en la misma ubicacién.

Nota: Sino puede retirar la etiqueta y colocarla en el nuevo disipador de calor, o sila
etiqueta se dafa durante la transferencia, escriba con marcador permanente el nimero de
serie del procesador de la etiqueta de identificacion del procesador en el nuevo disipador
de calor en el mismo lugar en el que se ubicaria la etiqueta.

Capitulo 1. Procedimientos de sustitucién del hardware 107



Paso 2. Instale el procesador en el nuevo transportador.

Notas:

e Sj esta sustituyendo el procesador y reutilizando el disipador de calor, utilice el nuevo
transportador que se incluye con el nuevo procesador.

e Sj esta sustituyendo el disipador de calor y reutilizando el procesador y si el nuevo disipador de
calor viene con dos transportadores de procesador, asegurese de usar el mismo tipo de
transportador que el que desechdé.

1. © Asegurese de que el asa del transportador esté en la posicién cerrada.

2. © Alinee el procesador en el nuevo transportador, de modo que las marcas triangulares se
alineen. Luego, inserte el extremo marcado del procesador en el transportador.

3. ©® Sostenga el extremo insertado del procesador en su posicién y gire el extremo no marcado
del procesador hacia abajo y hacia fuera del procesador.

4. O Presione el procesador y fije el extremo no marcado debajo del clip del transportador.
5. © Gire con cuidado los lados del transportador hacia abajo y hacia fuera del procesador.
6. O Presione el procesador y fije los lados debajo de los clips del transportador.

Nota: Para evitar que el procesador caiga del transportador, sosténgalo con el lado del
contacto del procesador hacia arriba y sostenga el conjunto procesador-transportador por los
laterales del transportador.

Figura 88. Instalacion del transportador del procesador

Paso 3. Aplique la grasa térmica.

¢ Sj esta sustituyendo el disipador de calor y reutilizando el procesador, un disipador de calor
nuevo viene con grasa térmica y no es necesario aplicar grasa térmica nueva.
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Nota: Para garantizar el mejor rendimiento, verifique la fecha de fabricacién en el nuevo
disipador de calor y asegurese de que no sobrepase los dos afios. De lo contrario, limpie la
grasa térmica existente y aplique la nueva grasa térmica.

e Siestd sustituyendo el procesador y reutilizando el disipador de calor, lleve a cabo los pasos
siguientes para aplicar grasa térmica:

1. Si hay grasa térmica antigua en el disipador de calor, limpiela con una toallita de limpieza
con alcohol.

2. Coloque con cuidado el procesador y el transportador en la bandeja de envio con el lado
del contacto del procesador hacia abajo. Asegurese de que la marca triangular del
transportador esté orientada hacia la bandeja de envio, como se muestra a continuacion.

3. Aplique la grasa térmica a la parte superior del procesador con la jeringuilla formando
cuatro puntos espaciados uniformemente, cada uno de aproximadamente 0,1 ml de grasa
térmica.

0.1 ml

Figura 89. Aplicacidn de grasa térmica con el procesador en la bandeja de envio

Paso 4. Ensambile el procesador y el disipador de calor.

a. Alinee la marca triangular en la etiqueta del disipador de calor con la marca triangular en el
transportador del procesador y el procesador.

b. Instale el disipador de calor en el procesador-transportador.

Presione el transportador en su posicion hasta que los clips en las cuatro esquinas se
enganchen.

d. Inspeccionelo visualmente para asegurarse de que no haya espacio entre el transportador del
procesador y el disipador de calor.

Capitulo 1. Procedimientos de sustitucién del hardware 109



Figura 90. Ensamblaje del PHM con el procesador en la bandeja de envio

Paso 5. Instale la abrazadera de soporte del disipador de calor en la placa del sistema.
a. © Baje la abrazadera de soporte del disipador de calor en la placa del sistema.
b. @ Apriete los dos tornillos para fijar la abrazadera de soporte del disipador de calor.
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Paso 6.

Figura 91. Sustitucion de la abrazadera de soporte del disipador de calor

Para la configuracién de un procesador, instale el disipador de calor de rendimiento 1U en el
z6calo del procesador 1.

Notas:

¢ No toque los contactos en la parte inferior del procesador.
¢ Mantenga el zécalo del procesador limpio de objetos para evitar posibles dafios.
a. O Gire las barras antiinclinacion hacia dentro.

b. ® Alinee la marca triangular y las cuatro tuercas Torx T30 del PHM con la marca triangular y
los postes roscados del zdcalo del procesador. Luego, inserte el PHM en el zécalo del
procesador.

c. © Gire las barras antinclinacion hacia afuera hasta que se enganchen a los ganchos del
zocalo.

d. O Apriete completamente las tuercas Torx T30 en la secuencia de instalacién que se
muestra en la etiqueta del disipador de calor. Apriete los tornillos hasta que se detengan;
luego inspeccionelo visualmente para asegurarse de que no hay espacio entre el hombro del
tornillo debajo del disipador de calor y el zécalo del procesador.

Nota: Como referencia, el apriete necesario para que los tornillos se aprieten/quiten
completamente es de 10+/- 2,0 Ibf-pulg., 1,1+/- 0,2 N/m.

Atencién: Para evitar danar los componentes, asegurese de seguir la secuencia de apriete/
afloje indicada.
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Figura 93. Instalacion de un PHM de rendimiento 1U para la configuracion de un procesador

Paso 7. Parala configuracion de dos procesadores, instale el disipador de calor estandar 1U en el zécalo
del procesador 1y el disipador de calor de rendimiento 1U en el zécalo del procesador 2.

Notas:

a.
b.

No toque los contactos en la parte inferior del procesador.
Mantenga el zécalo del procesador limpio de objetos para evitar posibles dafios.
© Gire las barras antiinclinacion hacia dentro.

@ Alinee la marca triangular y las cuatro tuercas Torx T30 del PHM con la marca triangular y
los postes roscados del z6calo del procesador. Luego, inserte el PHM en el z6calo del
procesador.

© Gire las barras antinclinacion hacia afuera hasta que se enganchen a los ganchos del
zécalo.

O Apriete completamente las tuercas Torx T30 en la secuencia de instalacién que se
muestra en |a etiqueta del disipador de calor. Apriete los tornillos hasta que se detengan;
luego inspeccionelo visualmente para asegurarse de que no hay espacio entre el hombro del
tornillo debajo del disipador de calor y el zécalo del procesador.

Nota: Como referencia, el apriete necesario para que los tornillos se aprieten/quiten
completamente es de 10+/- 2,0 Ibf-pulg., 1,1+/- 0,2 N/m.
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Atencidn: Para evitar danar los componentes, asegurese de seguir la secuencia de apriete/
afloje indicada.

Figura 94. Ubicacion de PHM para la configuracion de dos procesadores

AR 4
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Figura 95. Instalacion de un PHM estandar 1U para la configuracion de dos procesadores
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Figura 96. Instalacion de un PHM de rendimiento 1U para la configuracion de dos procesadores

Una vez completada esta tarea

1. Asegurese de que todos los cables necesarios se hayan pasado y conectado correctamente y, a
continuacioén, vuelva a instalar la cubierta superior (consulte “Instalacién de la cubierta superior” en la
pagina 139).

2. Vuelva a instalar el nodo en el chasis (consulte “Instalacién de un nodo en el chasis” en la pagina 40).

3. Asegurese de que las unidades de fuente de alimentacion necesarias estén instaladas y de que los
cables de alimentacion estén conectados y, a continuacién, encienda el nodo (consulte “Instalacion de
una fuente de alimentacion de intercambio en caliente” en la pagina 22 y “Encendido del nodo” en la
pagina 11.)

4. Proceda a completar la sustitucion de piezas (consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina
141).

Sustitucién del médulo de E/S posterior

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer o instalar el médulo de E/S posterior.

Extraccion del médulo de E/S posterior
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para extraer el médulo E/S posterior.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacion de seguridad.

Atencidn: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacion de inspeccion de
seguridad” en la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.

a. Apague el nodo (consulte “Apagado del nodo” en la pagina 11) y, a continuacién, desconecte
todos los cables externos del nodo.
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b. Extraiga el nodo del chasis (consulte “Extraccién de un nodo del chasis” en la pagina 35) y, a
continuacién, coloque con cuidado el nodo sobre una superficie de proteccion antiestatica
plana, orientado con la parte frontal hacia usted.

Notas:

¢ Al extraer el nodo, anote el nimero de la bandeja del nodo y asegurese de instalar el nodo
en la misma bandeja de la que se extrajo. Volver a instalar el nodo en una bandeja diferente
requiere volver a configurar el nodo.

* Porrazones de seguridad, asegurese de sostener el nodo con ambas manos al levantarlo.
c. Quite la cubierta superior (consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 138).

d. Siel conducto de aire de GPU esta instalado en el nodo, extraigalo (consulte “Extraccion del
conducto de aire de GPU” en la pagina 59).

e. Siel conjunto de expansién PCle esta instalado, extraigalo del nodo y desconecte los cables
de PCle de la placa del sistema (consulte “Extraccién del conjunto de expansion de PCle” en
la pagina 84 y Capitulo 2 “Disposicion interna de los cables” en la pagina 143).
Paso 2. Desconecte los cables del médulo de E/S posterior.

a. © Afloje el tornillo que fija el cable de tierra; luego, retire el cable de conexion a tierra del
maodulo de E/S posterior.

b. @ Desconecte el cable de E/S posterior del mddulo de E/S posterior.

Figura 97. Extraccion del cable de E/S posterior y del cable de conexion a tierra

Paso 3. Extraiga el médulo de E/S posterior.
a. © Quite los tres tornillos del médulo de E/S posterior, como se muestra.

b. © Tire ligeramente del médulo de E/S posterior hacia la parte frontal del nodo y, a
continuacién, levantelo para extraerlo del nodo.
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Figura 98. Extraccion del modulo de E/S posterior

Una vez completada esta tarea

1. Instalacion de una unidad de sustitucion (consulte “Instalacién de un médulo de E/S posterior” en la
pagina 116).

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion de un médulo de E/S posterior
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para instalar un médulo de E/S posterior.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el componente con cualquier superficie metalica
no pintada del nodo y el chasis y, a continuacién, saque la unidad del envase y coléquela en una
superficie de proteccién antiestatica.

Procedimiento
Paso 1. Instale el médulo de E/S posterior en el nodo.

a. © Alinee los orificios de tornillos del médulo de E/S posterior con los orificios de tornillos de la
parte inferior del nodo y, a continuacién, baje el médulo de E/S posterior y empujelo
ligeramente hacia la parte posterior para colocarlo en su sitio.

b. © Apriete los tres tornillos como se ilustra para fijar el médulo de E/S posterior.
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Nota: Asegurese de que los aisladores estén colocados firmemente en los orificios del
maodulo de E/S posterior, como se muestra.

Figura 99. Instalacion del médulo de E/S posterior

Paso 2. Vuelva a conectar los cables al médulo de E/S posterior.

a. © Pasey conecte el cable entre el médulo de E/S posterior y la placa del sistema (consulte
“Disposicion de los cables del médulo de E/S posterior y del médulo OCP” en la pagina 150).

b. © Fije el cable de conexidn a tierra al aislador del médulo de E/S posterior con un tornillo
como se ilustra.

Figura 100. Instalacion del cable de E/S posterior y del cable de conexion a tierra

Una vez completada esta tarea
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1. Sies necesario, vuelva a instalar el conjunto de expansion PCle en el nodo y vuelva a conectar los
cables de PCle necesarios a la placa del sistema (consulte “Instalacién de un conjunto de expansion
PCle” en la pagina 89 y Capitulo 2 “Disposicion interna de los cables” en la pagina 143).

2. Sies necesario, vuelva a instalar el conducto de aire de GPU (consulte “Instalacién de un conducto de
aire de GPU” en la pagina 61).

3. Asegurese de que todos los cables necesarios se hayan pasado y conectado correctamente y, a
continuacién, vuelva a instalar la cubierta superior (consulte “Instalacién de la cubierta superior” en la
pagina 139).

4. Vuelva a instalar el nodo en el chasis (consulte “Instalacién de un nodo en el chasis” en la pagina 40).

5. Asegurese de que las unidades de fuente de alimentacion necesarias estén instaladas y de que los
cables de alimentacion estén conectados y, a continuacién, encienda el nodo (consulte “Instalacion de
una fuente de alimentacion de intercambio en caliente” en la pagina 22 y “Encendido del nodo” en la
pagina 11.)

6. Proceda a completar la sustitucion de piezas (consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina
141).

Sustitucion del conjunto de la placa del sistema (solo técnico de soporte
experto)

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer o instalar el conjunto de la placa del
sistema.

Importante: Esta tarea debe ser operada por técnicos cualificados.

PRECAUCION:

A A

Es posible que la temperatura de los disipadores de calor y de los procesadores sea muy elevada.
Apague el servidor y espere varios minutos para que el servidor se enfrie antes de extraer la cubierta
del servidor.

Extraccion del firmware y del médulo de seguridad de RoT

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para quitar el firmware y médulo de seguridad de RoT
(ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module).

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

Atenciodn: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacion de inspeccion de
seguridad” en la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Procedimiento
Paso 1. Prepérese para esta tarea.

a. Realice los comandos de OneCLlI para crear una copia de seguridad de los valores de UEFI.
Consulte https://pubs.lenovo.com/Ixce-onecli/onecli_r_save_command.

b. Realice tanto los comandos de OneCLI como acciones de XCC para crear una copia de
seguridad de los valores de XCC. Consulte https://pubs.lenovo.com/Ixce-onecli/onecli_r_save_
command y https://pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia_c_backupthexcc.html.
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c. Apague el nodo (consulte “Apagado del nodo” en la pagina 11) y, a continuacién, desconecte
todos los cables externos del nodo.

d. Extraiga el nodo del chasis (consulte “Extraccion de un nodo del chasis” en la pagina 35) y, a
continuacién, coloque con cuidado el nodo sobre una superficie de proteccion antiestatica
plana, orientado con la parte frontal hacia usted.

Notas:

¢ Al extraer el nodo, anote el nimero de la bandeja del nodo y asegurese de instalar el nodo
en la misma bandeja de la que se extrajo. Volver a instalar el nodo en una bandeja diferente
requiere volver a configurar el nodo.

¢ Por razones de seguridad, asegurese de sostener el nodo con ambas manos al levantarlo.
e. Quite la cubierta superior (consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 138).

f.  Desconecte todos los cables de la placa posterior de la unidad y, a continuacién, extraiga el
conjunto del compartimiento de la unidad del nodo y coléquelo sobre una superficie de
proteccién antiestatica plana (consulte “Extraccién del conjunto del compartimiento de la
unidad” en la pagina 51).

Paso 2. Localice el conector de Firmware y modulo de seguridad de RoT en la placa del sistema.

Figura 101. Ubicacion del Firmware y mddulo de seguridad de RoT

Paso 3. Extraiga el firmware y moédulo de seguridad de RoT de la placa del sistema.

a. O Afloje los dos tornillos que fijan el firmware y modulo de seguridad de RoT en la placa del
sistema.

b. ® Levante el firmware y mddulo de seguridad de RoT para extraerlo de la placa del sistema.
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Figura 102. Extraccion de la Firmware y mddulo de seguridad de RoT

Una vez completada esta tarea

1. Instalacion de una unidad de sustitucidn (consulte “Instalacién de un firmware y médulo de seguridad
de RoT” en la pagina 120).

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion de un firmware y modulo de seguridad de RoT

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para instalar un firmware y médulo de seguridad de
RoT (ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module).

Acerca de esta tarea

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de
Lenovo. No intente extraerlo o instalarlo sin la capacitacion y calificacion adecuada.

(Solo técnico de servicio especializado de Lenovo) Después de sustituir el servidor firmware y médulo de
seguridad de RoT, actualice el firmware de la UEFI a la versién especifica admitida por el servidor. Para
obtener informacién detallada sobre cémo actualizar el firmware, consulte https://glosse4lenovo.lenovo.com/
wiki/glosse4lenovo/view/How+To/System-+related/
How+to+do+RoT+Module+FW+update+on+ThinkSystem+V3+machines/.

Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el componente con cualquier superficie metalica
no pintada del nodo y el chasis y, a continuacion, saque la unidad del envase y coléquela en una
superficie de proteccién antiestatica.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.

¢ Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3/downloads/driver-
list para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.
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¢ Vaya a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o en la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacion sobre las herramientas de actualizacion de firmware.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el componente con cualquier superficie
metalica no pintada del nodo y el chasis y, a continuacion, saque la unidad del envase y coléquela
en una superficie de proteccién antiestatica.

Paso 2. Localice el conector de Firmware y modulo de seguridad de RoT en la placa del sistema.

Figura 1083. Ubicacion del Firmware y médulo de seguridad de RoT

Paso 3. Instale el firmware y médulo de seguridad de RoT en el nodo.

a. © Baje el firmware y modulo de seguridad de RoT sobre la placa del sistema y asegurese de
que el conector del médulo esté insertado correctamente en la ranura de la placa del sistema.

b. © Apriete los dos tornillos para fijar el firmware y médulo de seguridad de RoT.

Figura 104. Instalacion de la firmware y mddulo de seguridad de RoT

Una vez completada esta tarea

1. Vuelva a conectar todos los cables necesarios a la placa posterior de la unidad y, a continuacion, vuelva
a instalar el conjunto del compartimiento de la unidad en el nodo (consulte “Disposicidon de los cables de
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la placa posterior de unidad E3.S” en la pagina 146 y “Instalacién de un conjunto del compartimiento de
la unidad” en la pagina 55).

. Asegurese de que todos los cables necesarios se hayan pasado y conectado correctamente y, a
continuacién, vuelva a instalar la cubierta superior (consulte “Instalacién de la cubierta superior” en la
pagina 139).

. Vuelva a instalar el nodo en el chasis (consulte “Instalacion de un nodo en el chasis” en la pagina 40).

4. Asegurese de que las unidades de fuente de alimentacion necesarias estén instaladas y de que los

cables de alimentacion estén conectados y, a continuacién, encienda el nodo (consulte “Instalacion de
una fuente de alimentacion de intercambio en caliente” en la pagina 22 y “Encendido del nodo” en la
pagina 11.)

. Proceda a completar la sustitucién de piezas (consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina
141).

. Actualice el firmware de la UEFI, XCC y LXPM a la versién especifica que el servidor admite. Consulte
https://glosse4lenovo.lenovo.com/wiki/glosse4lenovo/view/How+To/System+related/
How+to+do+RoT+Module+FW+update+on+ThinkSystem+V3+machines/.

. Realice los comandos de OneCLlI para crear una copia de seguridad de los valores de UEFI. Consulte
https://pubs.lenovo.com/Ixce-onecli/onecli_r_save_command.

. Realice tanto los comandos de OneCLI como acciones de XCC para crear una copia de seguridad de
los valores de XCC. Consulte https://pubs.lenovo.com/Ixce-onecli/onecli_r_save_command y https://
pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia_c_backupthexcc.html.

. Opcionalmente, haga lo siguiente si es necesario:
e Ocultar TPM. Consulte “Ocultar/observar TPM” en la pagina 135.
e Actualizar el firmware de TPM. Consulte “Actualizar el firmware de TPM” en la pagina 136.

e Habilitar el arranque seguro de UEFI. Consulte la seccion “Habilitacion del arranque seguro de UEFI”
en la pagina 137.

Extraccion de la placa del sistema (solo técnicos capacitados)
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para quitar la placa del sistema.

Importante:

Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de Lenovo. No
intente extraerlo o instalarlo sin la capacitacion y calificaciéon adecuada.

Cuando sustituya la placa del sistema, debera actualizar siempre el servidor con la versidon mas reciente
del firmware o restaurar el firmware preexistente. Asegurese de tener el firmware mas reciente o una copia
del firmware preexistente antes de continuar.

Al quitar los médulos de memoria, etiquete el nimero de ranura en cada médulo de memoria, quite todos
los médulos de memoria del conjunto de la placa del sistema y déjelos a un lado en una superficie de
proteccién antiestatica para reinstalarlos posteriormente.

Al desconectar los cables, cree una lista de cada cable y anote los conectores a los que esta
conectado el cable y use sus notas como una lista de comprobacion de cableado después de
instalar el nuevo conjunto de la placa del sistema.

Acerca de esta tarea

Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

Atencion: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacion de inspeccion de
seguridad” en la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.
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Procedimiento

Paso 1.

Preparese para esta tarea.

a.

Registre toda la informacion de la configuracion del sistema, como direcciones IP de Lenovo
XClarity Controller, datos de producto fundamentales y el tipo de equipo, nimero de modelo,
numero de serie, identificador Unico universal y etiqueta de propiedad del servidor.

Guarde la configuracion del sistema en un dispositivo externo con Lenovo XClarity Essentials.
Guarde el registro de sucesos del sistema en el soporte externo.

Apague el nodo (consulte “Apagado del nodo” en la pagina 11) y, a continuacion, desconecte
todos los cables externos del nodo.

Extraiga el nodo del chasis (consulte “Extraccién de un nodo del chasis” en la pagina 35) y, a
continuacién, coloque con cuidado el nodo sobre una superficie de proteccion antiestatica
plana, orientado con la parte frontal hacia usted.

Notas:

e Al extraer el nodo, anote el nimero de la bandeja del nodo y asegurese de instalar el nodo
en la misma bandeja de la que se extrajo. Volver a instalar el nodo en una bandeja diferente
requiere volver a configurar el nodo.

¢ Por razones de seguridad, asegurese de sostener el nodo con ambas manos al levantarlo.
Quite la cubierta superior (consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 138).

Desconecte todos los cables de la placa posterior de la unidad y, a continuacion, extraiga el
conjunto del compartimiento de la unidad del nodo y coléquelo sobre una superficie de
proteccién antiestatica plana (consulte “Extraccién del conjunto del compartimiento de la
unidad” en la pagina 51).

Extraiga el firmware y médulo de seguridad de RoT (consulte “Extraccion del firmware y del
maodulo de seguridad de RoT” en la pagina 118).

Extraiga todos los médulos de procesador y disipador de calor instalados (consulte
“Extraccion del procesador y el disipador de calor” en la pagina 99).

Asegurese de etiquetar el nUmero de ranura en cada mdédulo de memoria y, a continuacion,
extraiga todos los modulos de memoria de la placa del sistema y coléquelos sobre una
superficie de proteccion antiestatica para volverlos a instalar (consulte “Extraccion de un
maodulo de memoria” en la pagina 73).

Importante: Se recomienda imprimir el disefio de las ranuras del médulo de memoria para
referencia.

Si es necesario, extraiga las unidades M.2 (consulte “Extraccion de una unidad M.2” en la
pagina 68).
Extraiga la tarjeta microSD (consulte “Extraccion de la tarjeta MicroSD” en la pagina 78).

Si el conducto de aire de GPU estd instalado en el nodo, extraigalo (consulte “Extraccion del
conducto de aire de GPU” en la pagina 59).

Si el conjunto de expansion PCle esta instalado, extraigalo del nodo y desconecte los cables
de PCle de la placa del sistema (consulte “Extraccion del conjunto de expansion de PCle” en
la pagina 84 y Capitulo 2 “Disposicion interna de los cables” en la pagina 143).

Extraiga la barra de bus de alimentacion (consulte “Extraccion de la barra de bus de
alimentacién” en la pagina 91).

Desconecte los cables de la placa de distribucion de alimentacion de la placa del sistemay, a
continuacion, extraiga la placa de distribucion de alimentacion (consulte “Extraccion de la
placa de distribucién de alimentacion” en la pagina 95).
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g. Silos cables del médulo de OCP y de E/S posteriores estan conectados a la placa del
sistema, quitelos (consulte “Disposicion de los cables del médulo de E/S posterior y del
modulo OCP” en la pagina 150).

Paso 2. Extraiga la abrazadera de soporte del disipador de calor.
a. © Afloje los dos tornillos que fijan la abrazadera de soporte.
b. © Sostenga la abrazadera de soporte y extraigala de la placa del sistema.

Figura 105. Sustitucion de la abrazadera de soporte del disipador de calor

Paso 3. Desconecte todos los cables de la placa del sistema. Al desconectar los cables, cree una lista de
cada cable y anote los conectores a los que estan conectado los cables. Luego, use estas notas a
modo de lista de comprobacion de cableado después de instalar la nueva placa del sistema.

Paso 4. Extraiga todos los conductos de cables instalados.
a. © Desenganche los clips de los conductos de los cables del nodo.
b. @ Extraiga los conductos de los cables del nodo.
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Figura 106. Sustitucion del conducto del cable (configuracion de un procesador)
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Figura 107. Sustitucion del conducto del cable (configuracion de dos procesadores)

Paso 5. Quite los tornillos de la placa del sistema de la parte frontal del nodo.

Figura 108. Extraccion de los tornillos

Paso 6. Quite todos los tornillos de la placa del sistema.

Importante: Al extraer la placa del sistema desde el nodo, evite tocar los conectores de la placa
del sistema. No dare ninguno de los componentes adyacentes del interior del nodo.
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Figura 109. Extraccidn de los tornillos

Paso 7. Extraiga la placa del sistema del nodo.

a. © Incliney sujete con cuidado el borde posterior de la placa del sistema y, a continuacion,
girela en angulo para desengancharla.

b. © Deslice suavemente la placa del sistema hacia la parte posterior del nodo y, a continuacion,
levantela con cuidado para extraerla del nodo.

Figura 110. Extraccion de la placa de sistema
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Una vez completada esta tarea

1. Instalacion de una unidad de sustitucidn (consulte “Instalacién de una placa del sistema (solo técnicos
capacitados)” en la pagina 128).

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Importante: Antes de devolver la placa del sistema, asegurese de instalar las cubiertas del zécalo del
procesador de la nueva placa del sistema. Siga los pasos que se indican a continuacién para sustituir la
cubierta del zécalo de un procesador:

a. Tome una cubierta de z6calo del conjunto de zdcalos del procesador de la nueva placa del sistema 'y
oriéntela correctamente sobre el conjunto de zdcalos del procesador en la placa del sistema
extraida.

b. Presione suavemente los soportes de la cubierta para el zdcalo hacia el conjunto de zécalo del
procesador, presionando por los bordes para evitar dafar las patillas del zécalo. Es posible que
escuche un clic en la cubierta del zécalo cuando esta conectada de forma segura.

c. Asegurese de que la cubierta para el zdcalo esté correctamente ajustada al conjunto de zécalo del
procesador.

Instalacion de una placa del sistema (solo técnicos capacitados)
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar una placa del sistema.

Acerca de esta tarea

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de
Lenovo. No intente extraerlo o instalarlo sin la capacitacion y calificaciéon adecuada.

Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

Atencion:

¢ |Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de descarga a tierra.

¢ Después de sustituir la placa del sistema, debe actualizar siempre el servidor con la versién mas reciente
del firmware o restaurar el firmware preexistente.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.

¢ Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3/downloads/driver-
list para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

¢ Vaya a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o en la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacion sobre las herramientas de actualizacion de firmware.

Procedimiento
Paso 1. Instale la placa del sistema en el nodo.

Importante: Alinstalar la placa del sistema en el nodo, evite tocar los conectores de la placa del
sistema. No dafie ninguno de los componentes adyacentes del interior del nodo.
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a. Sujete con cuidado el borde posterior de la placa del sistema e inclinela en angulo.

b. Alinee los conectores de la placa del sistema y la parte frontal del nodo y, a continuacién,
deslice e inserte suavemente la placa del sistema en su sitio.

c. Asiente con cuidado la placa del sistema en las patillas guia y orificios para tornillos
correspondientes del nodo.

Nota: Asegurese de que los aisladores estén colocados firmemente en los orificios de la placa del
sistema.

Figura 111. Instalacion de la placa del sistema

Paso 2. Apriete todos los tornillos de la placa del sistema en la parte frontal del nodo y en la placa del
sistema.
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Figura 113. Instalacion de los tornillos en la placa del sistema

Paso 3. Vuelva ainstalar los conductos de los cables como se muestra en la ilustracion.
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Figura 114. Sustitucion del conducto del cable (configuracion de un procesador)
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Figura 115. Sustitucion del conducto del cable (configuracion de dos procesadores)

Paso 4. Vuelva a instalar la abrazadera de soporte del disipador de calor en la placa del sistema.

Figura 116. Sustitucion de la abrazadera de soporte del disipador de calor
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Una vez completada esta tarea

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Si es necesario, instale el médulo de E/S posterior y el cable de OCP posterior en el nodo (consulte
“Instalacion de un médulo de E/S posterior” en la pagina 116 y “Instalacién de una placa de distribucién
de alimentacion” en la pagina 97) y, a continuacion, conecte los cables del médulo de E/S posterior y el
cable de OCP a la placa del sistema (consulte “Disposicion de los cables del modulo de E/S posterior y
del médulo OCP” en la pagina 150).

. Si es necesario, vuelva a instalar la placa de distribucién de alimentacién y conecte los cables entre la

placa de distribucién de alimentacion y la placa del sistema (consulte “Instalacion de una placa de
distribucion de alimentacion” en la pagina 97 y “Disposicion de los cables de la placa de la distribucién
de alimentacion” en la pagina 149).

. Vuelva a instalar la barra de bus de alimentacion (consulte “Instalacion de una barra de bus de

alimentacién” en la pagina 93).

. Si es necesario, vuelva a instalar el conjunto de expansién PCle en el nodo y vuelva a conectar los

cables de PCle necesarios a la placa del sistema (consulte “Instalacion de un conjunto de expansion
PCle” en la pagina 89 y Capitulo 2 “Disposicion interna de los cables” en la pagina 143).

. Si es necesario, vuelva a instalar el conducto de aire de GPU (consulte “Instalacion de un conducto de

aire de GPU” en la pagina 61).

. Vuelva a instalar las unidades M.2 necesarias en la placa del sistema (consulte “Instalacién de una

unidad M.2” en la pagina 71).

. Vuelva a instalar la tarjeta MicroSD en la placa del sistema (consulte “Instalacién de una tarjeta

MicroSD” en la pagina 80).

. Vuelva a instalar el firmware y médulo de seguridad de RoT en la placa del sistema (consulte

“Instalacién de un firmware y moédulo de seguridad de RoT” en la pagina 120).

. Vuelva a instalar todos los médulos de memoria o los rellenos del médulo de memoria necesarios

(consulte “Instalacion de un médulo de memoria” en la pagina 75).

Si no hay ninguna bateria CMOS (CR2032) instalada en la placa del sistema, instale una (consulte
“Instalacion de una bateria CMOS (CR2032)” en la pagina 49).

Vuelva a conectar todos los cables necesarios a la placa del sistema (consulte Capitulo 2 “Disposicién
interna de los cables” en la pagina 143).

Vuelva a conectar todos los cables necesarios a la placa posterior de la unidad y, a continuacion, vuelva
a instalar el conjunto del compartimiento de la unidad en el nodo (consulte “Disposicion de los cables de
la placa posterior de unidad E3.S” en la pagina 146 y “Instalacién de un conjunto del compartimiento de
la unidad” en la pagina 55).

Vuelva a instalar los médulos de procesador y disipador de calor necesarios (PHM) (consulte
“Instalacion de un procesador y disipador de calor” en la pagina 105).

Asegurese de que todos los cables necesarios se hayan pasado y conectado correctamente y, a
continuacion, vuelva a instalar la cubierta superior (consulte “Instalacion de la cubierta superior” en la
pagina 139).

Vuelva a instalar el nodo en el chasis (consulte “Instalacion de un nodo en el chasis” en la pagina 40).

Asegurese de que las unidades de fuente de alimentacion necesarias estén instaladas y de que los
cables de alimentacion estén conectados y, a continuacién, encienda el nodo (consulte “Instalacion de
una fuente de alimentacién de intercambio en caliente” en la pagina 22 y “Encendido del nodo” en la
pagina 11.)

Proceda a completar la sustitucidn de piezas (consulte “Completar la sustitucidn de piezas” en la pagina
141).

Actualice los datos de producto fundamentales (VPD). Consulte “Actualizar los datos de producto
fundamentales (VPD)” en la pagina 134. El nimero de tipo de equipo y el nimero de serie se pueden
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encontrar en la etiqueta de ID, consulte “Identificacion del servidor y acceso a Lenovo XClarity
Controller” en la Guia del usuario o Guia de configuracion del sistema.

19. Si se necesita ocultar el TPM o actualizar el firmware del TPM, consulte “Ocultar/observar TPM” en la
pagina 135 o “Actualizar el firmware de TPM” en la pagina 136.

20. Opcionalmente, habilite el arranque seguro de UEFI. Consulte “Habilitacion del arranque seguro de
UEFI” en la pagina 137.

21. Descargue e instale los controladores de dispositivo mas recientes: https://
datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3/downloads/driver-list.

22. Actualice el firmware del sistema y del dispositivo. Consulte “Actualizacion del firmware” en la Guia del
usuario o Guia de configuracion del sistema.

Nota: Solo técnico de servicio especializado de Lenovo) Si sustituyé el firmware y médulo de seguridad
de RoT, actualice el firmware a la version especifica admitida por el servidor. Consulte https://
glosse4lenovo.lenovo.com/wiki/glosse4lenovo/view/How+To/System-+related/
How+to+do+RoT+Module+FW+update+on+ThinkSystem+V3+machines/.

Actualizar los datos de producto fundamentales (VPD)
Utilice este tema para actualizar los datos de producto fundamentales (VPD).

¢ (Requerido) Tipo de equipo

¢ (Requerido) Numero de serie

¢ (Opcional) Etiqueta de propiedad
e (Opcional) UUID

Herramientas recomendadas:
¢ |enovo XClarity Provisioning Manager
¢ Comandos de Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Uso de Lenovo XClarity Provisioning Manager
Pasos:

1. Inicie el servidor y presione la tecla de acuerdo con las instrucciones en pantalla. La interfaz de Lenovo
XClarity Provisioning Manager se mostrara de forma predeterminada.

2. Elija Resumen de sistema. Se muestra la pagina de la pestafia “Resumen del sistema”.
3. Haga clic en Actualizar VPD y, a continuacion, siga las instrucciones en pantalla para actualizar el VPD.

Uso de comandos de Lenovo XClarity Essentials OneCLlI

e Actualizaciéon de tipo de equipo
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]

e Actualizacion de nimero de serie
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]

¢ Actualizando el modelo del sistema
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model> [access_method]
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifierEx <system model> --override [access_method]

¢ Actualizaciéon de etiqueta de activo
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]

e Actualizacién de UUID
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID faccess_method]
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Variable

Descripcion

<m/t_model>

Tipo de equipo y numero de modelo del servidor.

Escriba xxxxyyy, donde xxxx es el tipo de equipo e yyy es el nimero de modelo del
servidor.

<s/n>

Numero de serie del servidor.

Escriba zzzzzzz, donde zzzzzzz es el nUmero de serie.

<system model>

Modelo del sistema en el servidor.

Escriba system yyyyyyyy, donde yyyyyyyy es el identificador del producto.

<asset_tag>

Numero de etiqueta de propiedad del servidor.

Escriba aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, donde aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
es el numero de etiqueta de propiedad.

[access_method]

Método de acceso que elegido para acceder al servidor de destino.

e KCS en linea (no autenticado y restringido al usuario):
Puede eliminar [access_method] directamente desde el comando.

e AN autenticada en linea:
En este caso, especifique la informacion de la cuenta LAN que se encuentra al final del
comando OneCLlI:
--bmc-username <user_id> --bmc-password <password>

e WAN/LAN remoto:
En este caso, especifique la informacion de la cuenta XCC y la direccidn IP que se
encuentra al final del comando OneCLI:
--bmec <bmc_user_id>:<bmc_password>@<bmc_external_IP>

Notas:

- <bmc_user_id>
El nombre de cuenta de BMC (1 de 12 cuentas). El valor predeterminado es USERID.

— <bmc_password>
La contrasefa de la cuenta BMC (1 de 12 cuentas).

Ocultar/observar TPM

TPM esta habilitado de manera predeterminada para cifrar la transferencia de datos para la operacion del
sistema. De manera opcional, puede deshabilitar TPM utilizando Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Para deshabilitar TPM, haga lo siguiente:

1. Descargue e instale Lenovo XClarity Essentials OneCLlI.

Para descargar un Lenovo XClarity Essentials OneCLlI, visite el siguiente sitio:

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433

2. Ejecute el siguiente comando:
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfrom0S "Yes" - -imm <userid>:<password>@<ijp_address>

--override

donde:

e <userid>:<password> son las credenciales que se utilizan para acceder a BMC (interfaz Lenovo
XClarity Controller) del servidor. El Id. de usuario predeterminado es USERID, y la contrasena
predeterminada es PASSWORD (cero, no una letra “o0” mayuscula)

® <jp_address> es la direccion IP de BMC.
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Ejemplo:

imm USERID

3. Rearranque el sistema.

Si desea volver a habilitar TPM, ejecute el siguiente comando y reinicie el sistema:
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfrom0S "No" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override

Ejemplo:

39. 79 —-override

ound at the follow

Actualizar el firmware de TPM
De manera opcional, puede actualizar el firmware de TPM utilizando Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Nota: La actualizacién de firmware de TPM es irreversible. Después de la actualizacion, el firmware de TPM
no puede actualizarse a versiones anteriores.
Versién de firmware de TPM

Siga el procedimiento que se indica a continuacion para ver la version de firmware de TPM:

Desde Lenovo XClarity Provisioning Manager

1. Inicie el servidor y presione la tecla especificada en las instrucciones en pantalla para mostrar la interfaz
de Lenovo XClarity Provisioning Manager. (Para obtener més informacion, consulte la seccion
“Arranque” en la documentacién de LXPM compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/Ixpm-
overview/.)

2. Sise requiere la contrasefia de administrador de encendido, ingrese la contrasefa.

3. En la pagina configuracion de UEFI, haga clic en Valores del sistema - Seguridad - Médulo de
plataforma fiable - TPM 2.0 - Version de firmware de TPM.

Actualizar el firmware de TPM
Para actualizar el firmware de TPM, haga lo siguiente:
1. Descargue e instale Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Para descargar un Lenovo XClarity Essentials OneCLl, visite el siguiente sitio:

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433
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2. Ejecute el siguiente comando:
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version <x.x.x.x>" --bmc
<userid>:<password>@<ip_address>

donde:
o <x.x.X.x> es la version de destino de TPM.

por ej. TPM 2.0 (7.2.1.0) -> TPM 2.0 (7.2.2.0):

OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version 7.2.2.0" --bmc
<userid>:<password>@<ip_address>

e <userid>:<password> son las credenciales que se utilizan para acceder a BMC (interfaz Lenovo
XClarity Controller) del servidor. El Id. de usuario predeterminado es USERID, y la contrasefia
predeterminada es PASSWORD (cero, no una letra “o0” mayuscula).

® <jp_address> es la direccion IP de BMC.

Habilitacion del arranque seguro de UEFI
Opcionalmente, puede habilitar el arranque seguro de UEFI.

Existen dos métodos disponibles para habilitar el arranque seguro de UEFI:
¢ Desde Lenovo XClarity Provisioning Manager

Para habilitar el arranque seguro de UEFI desde Lenovo XClarity Provisioning Manager:

1. Inicie el servidor y presione la tecla especificada en las instrucciones en pantalla para mostrar la
interfaz de Lenovo XClarity Provisioning Manager. (Para obtener mas informacion, consulte la seccion
“Arranque” en la documentacién de LXPM compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/
Ixpm-overview/.)

2. Sise requiere la contrasefia de administrador de encendido, ingrese la contrasefa.

3. En la pagina de configuracion de UEFI, haga clic en Valores del sistema - Seguridad = Arranque
seguro.

4. Habilite la opcidn Secure Boot y guarde la configuracion.

Nota: Sise necesita deshabilitar el arranque seguro de UEFI, seleccione Deshabilitar en el paso 4.
¢ Desde Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Para habilitar el arranque seguro de UEFI desde Lenovo XClarity Essentials OneCLlI:
1. Descargue e instale Lenovo XClarity Essentials OneCLI.
Para descargar un Lenovo XClarity Essentials OneCLlI, visite el siguiente sitio:

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433

2. Ejecute el siguiente comando para habilitar el arranque seguro:
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:<password>e<ip_
address>

donde:

— <userid>:<password> son las credenciales que se utilizan para acceder a BMC (interfaz Lenovo
XClarity Controller) del servidor. El Id. de usuario predeterminado es USERID, y la contrasefna
predeterminada es PASSWORD (cero, no una letra “o0” mayuscula)

— <ip_address> es la direccion IP de BMC.
Para obtener mas informacién acerca del comando Lenovo XClarity Essentials OneCLI set, consulte:

https://pubs.lenovo.com/Ixce-onecli/onecli_r_set_command
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Nota: Sise necesita deshabilitar el arranque seguro de UEFI, ejecute el siguiente comando:
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Disabled --bmc <userid>:<password>@<ip_
address>

Sustitucién de la cubierta superior

Siga las instrucciones de esta seccion para extraer o instalar la cubierta superior.

Extraccion de la cubierta superior
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para extraer la cubierta superior del nodo.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

Atencion: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacion de inspeccion de
seguridad” en la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.

a. Apague el nodo (consulte “Apagado del nodo” en la pagina 11) y, a continuacién, desconecte
todos los cables externos del nodo.

b. Extraiga el nodo del chasis (consulte “Extraccién de un nodo del chasis” en la pagina 35) y, a
continuacion, coloque con cuidado el nodo sobre una superficie de proteccion antiestatica
plana, orientado con la parte frontal hacia usted.

Notas:

e Al extraer el nodo, anote el nimero de la bandeja del nodo y asegurese de instalar el nodo
en la misma bandeja de la que se extrajo. Volver a instalar el nodo en una bandeja diferente
requiere volver a configurar el nodo.

¢ Por razones de seguridad, asegurese de sostener el nodo con ambas manos al levantarlo.
Paso 2. Extraiga la cubierta superior del nodo.

a. © Pulse los botones de liberacion situados en el lateral y en la parte superior de la cubierta
superior.

b. © Deslice la cubierta superior hacia la parte posterior del nodo y, a continuacion, levantela del
nodo y coléquela sobre una superficie plana y limpia.

Importante:

e | aetiqueta de servicio se encuentra en el interior de la cubierta superior (consulte
“Identificacion del sistema y acceso a Lenovo XClarity Controller” en la Guia del usuario o
Guia de configuracion del sistema).

e Para permitir la refrigeracién y el flujo de aire adecuados, instale la cubierta superior antes
de encender el nodo. Si utiliza el nodo sin la cubierta superior, podrian producirse dafios en
los componentes.
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Figura 117. Extraccion de la cubierta superior

Una vez completada esta tarea

1. Instalacién de una unidad de sustituciéon (consulte “Instalacién de la cubierta superior” en la pagina
139).

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion de la cubierta superior
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar la cubierta superior.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacion de seguridad.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Asegurese de que todos los cables, adaptadores y otros componentes estén instalados y colocados
correctamente y de que no hayan quedado herramientas o partes sueltas en el interior del nodo.

e Asegurese de que todos los cables internos se han dispuesto correctamente (consulte Capitulo 2
“Disposicion interna de los cables” en la pagina 143).

Procedimiento

Paso 1. Alinee las patillas guia de la cubierta superior con los orificios guia del nodo y, a continuacién,
coloque la cubierta superior en la parte superior del nodo y deslicela hacia la parte frontal del nodo
hasta que se enganche con el nodo.

Paso 2. Compruebe y asegurese de que el botdn que se encuentra en el lado de la cubierta superior esté
en la posicién de bloqueo.
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Figura 118. Instalacidn de la cubierta superior

Una vez completada esta tarea
1. Vuelva a instalar el nodo en el chasis (consulte “Instalacion de un nodo en el chasis” en la pagina 40).

2. Asegurese de que las unidades de fuente de alimentacion necesarias estén instaladas y de que los
cables de alimentacion estén conectados y, a continuacién, encienda el nodo (consulte “Instalacion de
una fuente de alimentacion de intercambio en caliente” en la pagina 22 y “Encendido del nodo” en la
pagina 11.)

3. Proceda a completar la sustitucion de piezas (consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina
141).

Sustitucion del médulo de gestion de XCC

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer o instalar el médulo de gestiéon de XCC.
Nota: Dependiendo de la configuracién especifica, es posible que el nodo no venga con este componente.

Extraccion del médulo de gestién de XCC
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer el médulo de gestion.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

Atencion: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacion de inspeccion de
seguridad” en la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.
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Instalaciéon de un médulo de gestion de XCC
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para instalar un médulo de gestion de XCC.

Acerca de esta tarea
Para evitar posibles peligros, asegurese de leer y seguir la informacién de seguridad.

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el componente con cualquier superficie metalica
no pintada del nodo y el chasis y, a continuacion, saque la unidad del envase y coléquela en una
superficie de proteccion antiestatica.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.

¢ Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3/downloads/driver-
list para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

e Vaya a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o en la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacion sobre las herramientas de actualizacion de firmware.

Completar la sustitucion de piezas

Repase la lista de comprobacién para completar la sustitucién de piezas.

Para llevar a cabo la sustitucion de piezas, haga lo siguiente:

1. Asegurese de que todos los componentes se hayan vuelto a montar correctamente y de que no hayan
quedado herramientas ni tornillos sueltos dentro del nodo.

2. Tienda y fije correctamente los cables en el nodo. Consulte la informacion de conexién y disposicion de
los cables para cada componente (consulte Capitulo 2 “Disposicién interna de los cables” en la pagina
143).

3. Vuelva a instalar el nodo en el chasis (consulte “Instalacién de un nodo en el chasis” en la pagina 40).

4. Asegurese de que las unidades de fuente de alimentacidn necesarias estén instaladas y de que los
cables de alimentacion estén conectados y, a continuacion, encienda el nodo (consulte “Instalacion de
una fuente de alimentacién de intercambio en caliente” en la pagina 22 y “Encendido del nodo” en la
pagina 11.)

5. Actualice la configuracion del sistema.

¢ Descargue e instale los controladores de dispositivos mas recientes: http://
datacentersupport.lenovo.com.

e Actualice el firmware del sistema. Consulte “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o en la
Guia de configuracion del sistema.

e Actualice la configuracion de UEFI. Consulte https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/.

¢ Vuelva a configurar las matrices de discos si se ha instalado o quitado una unidad de intercambio en
caliente o un adaptador RAID. Busque la documentacién de LXPM compatible con su sistema en
https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/.
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Capitulo 2. Disposicion interna de los cables

Consulte esta seccién para establecer la disposicién de los cables para componentes especificos.

Antes de conectar los cables, lea atentamente las siguientes directrices:

* Apague el nodo antes de conectar o desconectar los cables internos.

e Consulte la documentacion que se proporciona con los dispositivos externos para obtener instrucciones
adicionales sobre el cableado.

e Asegurese de usar los identificadores impresos en los cables para ubicar los conectores adecuados.
¢ Asegurese de que el cable no esté pinzado y de que no cubra conectores ni obstruya ninglin componente
de la placa del sistema.

Importante: Para evitar interferencias en los cables,

® |os cables junto a las ranuras de DIMM deben estar separados de los DIMM por los conductos de cables.

Nota: Desacople todos los pestillos, las pestafias de liberacién o los bloqueos de los conectores de los
cables cuando desconecte los cables de la placa del sistema. Si no los libera antes de retirar los cables, los
z6calos de los cables de la placa del sistema, los cuales son fragiles, resultaran danados. Cualquier dafo a
los zdcalos de los cables podria requerir la sustitucidon de la placa del sistema.

© Copyright Lenovo 2024 143



Identificacion de los conectores

Consulte esta seccién para ubicar e identificar los conectores de los tableros eléctricos.

Conectores de la placa del sistema para la disposicion de los cables

Consulte esta seccién para ubicar e identificar los conectores de la placa del sistema que se usan para la
disposicion interna de los cables.
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Figura 119. Conectores de la placa del sistema para la disposicién de los cables

Tabla 6. Conectores de la placa del sistema para la disposicion de los cables

Conector de sefial de OCP H Conector de alimentacion de expansion PCle

Hl Conector de la ranura 1 de la expansién PCle (Gen5) Kl Conector de ventilador 4

H Conector de alimentacion y de banda lateral de OCP I Conector de alimentacion AUX P12V

A Conector de ventilador 1 M Conector de banda lateral del nodo

H Conector de ventilador 2 ¥ Conector NVMe 0-1 (Gen5)

A Conector de alimentacién de la placa posterior EEl Conector de la ranura 1 de la expansion PCle (Gen5)
Conector de ventilador 3 I Conector de senal de E/S posterior

Conectores de la placa posterior de la unidad

Consulte esta seccidn para ubicar e identificar los conectores en la placa posterior de la unidad.

Placa posterior de unidad E3.S

Consulte esta seccién para ubicar los conectores en la placa posterior.

!

o= g

Figura 120. Conectores de la placa posterior de la unidad E3.S
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Tabla 7. Conectores de la placa posterior de la unidad

K NVMe 0-1 H Conector de alimentacion de la placa posterior

Conectores de la expansién de PCle

Consulte esta seccién para ubicar e identificar los conectores en la tarjeta de expansion PCle.
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Figura 121. Conectores de la tarjeta de expansion PCle

Tabla 8. Conectores de la tarjeta de expansion Gen 5 HH

Ranura de PCle x16 (Gen5) H Conector de alimentacion de expansién PCle

Conectores de placa de distribucion de alimentacion

Consulte esta seccion para localizar e identificar los conectores en la placa de distribucién de alimentacion.

(] V
[ — [
:

Figura 122. Conectores de placa de distribucion de alimentacion

Tabla 9. Conectores de placa de distribucion de alimentacion

H Conector de la barra de bus de alimentacion H Conector de alimentacion

H Conector de banda lateral I Conector de la placa media del chasis

Conector del médulo de E/S posterior

Consulte esta seccién para ubicar e identificar los conectores en el médulo de E/S posterior.
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Tabla 10. Conector del modulo de E/S posterior

Conector de sefial de E/S posterior

Conector de E/S frontal de gestion de XCC

Consulte esta seccién para ubicar e identificar el conector de E/S frontal de gestion de XCC en el
compartimiento de OCP frontal.

Tabla 11. Conector de E/S frontal de gestion de XCC

o - Ranura para cable de OCP frontal

H Conector de sefial de E/S frontal de XCC

Disposicion de los cables de la placa posterior de unidad E3.S

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para disponer los cables para la placa posterior de la
unidad E3.S.

Notas:

¢ Conexiones entre conectores; H<i, H-H, H~H, ... m~m

e Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de las
guias para cables y los clips para cables correspondientes.

Figura 123. Disposicion de los cables para la placa posterior de la unidad E3.S
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Desde (placa del sistema)

Hasta (Placa posterior de la unidad
E3.S)

Cable

Conector de alimentacién de la
placa posterior

H Conector de alimentacién

Alimentacion 2x8 a alimentacion 2x4
(645 mm)

H Conector NVMe 0-1 (Genb)

H NVMe 0-1

MCIO x8 a MCIO x8 (315 mm)

Disposicion de los cables del ventilador

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para disponer los cables para el ventilador.

Notas:

e Conexiones entre conectores; l~i, H-H, H-H, ... @i

e Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de las
guias para cables y los clips para cables correspondientes.

e Gestione los cables redundantes del ventilador como se muestra en la ilustracion.
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Figura 124. Disposicion de los cables del ventilador

Desde (ventilador)

Hasta (placa del sistema)

Longitud del cable

Cable de ventilador 1 Conector de ventilador 1 140 mm
H Cable de ventilador 2 Conector de ventilador 2 140 mm
H Cable de ventilador 3 Conector de ventilador 3 140 mm
A Cable de ventilador 4 Conector de ventilador 4 140 mm
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Disposicion de los cables de los médulos de OCP frontal y de gestion de
XCC

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para instalar y disponer el cable para el médulo de OCP
frontal y el médulo de gestion de XCC.

Notas:
¢ Dependiendo de la configuracion especifica, la informacion de este tema puede no aplicarse a su nodo.

e Conexiones entre conectores; M, H-H, H~H, ... m~m

e Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de las
guias para cables y los clips para cables correspondientes.

Disposicion de cables de la expansion PCle

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para disponer los cables para la expansién PCle.

Notas:
¢ Dependiendo de la configuracion especifica, la informacion de este tema puede no aplicarse a su nodo.
¢ Conexiones entre conectores; li~H, A-HA, H-H, ... m-m

e Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de las
guias para cables y los clips para cables correspondientes.

La disposicion de los cables de expansion PCle contiene las siguientes configuraciones:

e “Con un procesador” en la pagina 148
e “Con dos procesadores” en la pagina 149

Con un procesador

Figura 125. Disposicién de cables de la expansién PCle — un procesador

Desde (placa del sistema)

Hasta (Tarjeta de expansion PCle)

Cable

Conector de alimentacién de
expansion PCle

Conector de alimentacion

Alimentacion 2x8 a alimentacion 2x4
(310 mm)

Il Conector de laranura 1 de la
expansién PCle (Gen5)

H Cable de expansion PCle

Expansion PCle a MCIO x16
(340 mm)
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Desde (placa del sistema)

Hasta (Tarjeta de expansién PCle)

Cable

A Conector de laranura 1 de la
expansion PCle (Genb)

Expansion PCle a MCIO x16 (660
mm)

Con dos procesadores

AR i

i 00 O
o il )b djp d

Figura 126. Disposicién de cables de la expansién PCle — dos procesadores

Desde (placa del sistema)

Hasta (Tarjeta de expansién PCle)

Cable

Conector de alimentacién de
expansion PCle

H Conector de alimentacién

Alimentacién 2x8 a alimentacion 2x4
(310 mm)

H Conector de laranura 1 de la
expansion PCle (Genb)

H Cable de expansion PCle

Expansion PCle a MCIO x16
(840 mm)

Disposicion de los cables de la placa de la distribucion de alimentacion

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para disponer los cables para la placa de distribucion

de alimentacion.

Notas:

e Conexiones entre conectores; li~i, H-H, H-~H, ... @il

e Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de las
guias para cables y los clips para cables correspondientes.
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Figura 127. Disposicion de los cables para la placa de la distribucion de alimentacion

Desde (placa de distribucion de
alimentacion)

Hasta (placa del sistema)

Cable

K Conector de banda lateral PDB

H Conector de banda lateral del
nodo

Banda lateral 2x15 a banda lateral
2x15 (180 mm)

Hl Conector de alimentacion AUX de
PDB P12V

H Conector de alimentaciéon AUX
P12V

Alimentacion 2x6 a alimentacion 2x6
(200 mm)

Disposicion de los cables del médulo de E/S posterior y del médulo OCP

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para instalar y disponer los cables para el médulo de E/

S posterior y el médulo OCP.

Notas:

e Conexiones entre conectores; A<M, A-H, H-H, ... @<

e Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de las
guias para cables y los clips para cables correspondientes.

Figura 128. Cables para el médulo de E/S posterior y el médulo OCP

Desde Hasta (placa del sistema) Cable
ferior (fii ; Conector de alimentacién y de Conector de OCP a MCIO x8
Nodo inferior (fijado con tornillos) banda lateral de OCP 270 mm)
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Desde Hasta (placa del sistema) Cable

Conector de OCP a MCIO x16
(450 mm)

I Conector de sefial de OCP

Desde Hasta (placa del sistema) Cable

SIimSAS x8 de bajo perfil a SImSAS
x8 de bajo perfil (915 mm)

Hl Conector de sefial de E/S posterior

(en el médulo de E/S posterior) Conector de sefial de E/S posterior

Nota: Al conectar el cable de E/S posterior al médulo de E/S posterior, asegurese de fijar el cable de
conexion a tierra adjunto con un tornillo.

Figura 129. Instalacion del cable de E/S posterior y del cable de conexion a tierra
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Capitulo 3. Determinacion de problemas

Utilice la informacién de esta seccidn para aislar y solucionar los problemas que pueda encontrar mientras
usa su servidor.

Los servidores Lenovo se pueden configurar para notificar automaticamente a Soporte de Lenovo si ocurren
ciertos sucesos. Puede configurar notificaciones automaticas, también denominadas Llamar a casa, desde
aplicaciones de gestion tales como Lenovo XClarity Administrator. Si configura la notificacién automatica de
problemas, Soporte de Lenovo se enterara automaticamente cuando le ocurra un suceso con posible alto
impacto al servidor.

Para aislar un problema, debe comenzar desde el registro de sucesos de la aplicacion que esta gestionando
el servidor:

e Sj gestiona el servidor desde Lenovo XClarity Administrator, comience con el registro de sucesos de
Lenovo XClarity Administrator.

¢ Si esta utilizando alguna otra aplicacién de gestién, comience con el registro de sucesos de Lenovo
XClarity Controller.

Recursos Web

e Sugerencias de tecnologia

Lenovo actualiza continuamente el sitio web de soporte con los consejos y técnicas mas recientes que
puede aplicar para resolver problemas que pueda tener con el servidor. Estas sugerencias de tecnologia
(también llamados consejos RETAIN o boletines de servicio) proporcionan procedimientos para
solucionar o resolver problemas relacionados con la operacién de su servidor.

Para buscar las sugerencias de tecnologia disponibles para el servidor:

1. Vaya a http://datacentersupport.lenovo.com y navegue a la pagina de soporte correspondiente a su
servidor.

2. Haga clic en How To’s (Como) en el panel de navegacion.
3. Haga clic en Article Type (Tipo de articulo) = Solution (Solucidn) en el menu desplegable.
Siga las instrucciones de la pantalla para elegir la categoria del problema que tiene.
¢ Foro del centro de datos de Lenovo

— Visite https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg para ver si otra persona se encontré
con un problema similar.

Registros de sucesos

Una alerta es un mensaje u otro indicacién que sefiala un suceso o un suceso inminente. Lenovo XClarity
Controller o UEFI generan las alertas en los servidores. Estas alertas se almacenan en el registro de eventos
de Lenovo XClarity Controller. Si Chassis Management Module 2 o Lenovo XClarity Administrator gestiona al
servidor, las alertas se envian automaticamente a dichas aplicaciones de gestion.

Nota: Para ver una lista de sucesos, que incluye acciones de usuario posiblemente necesarias se para la

recuperacion de un suceso, consulte Mensajes y cddigos de referencia, disponible en https://
pubs.lenovo.com/sd530-v3/pdf_files.
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Registro de eventos de Lenovo XClarity Administrator

Si esta utilizando Lenovo XClarity Administrator para gestionar el servidor, la red y el hardware de
almacenamiento, puede ver los sucesos de todos los dispositivos gestionados con XClarity Administrator.

Logs

Event Log Audit Log

7) The Ewent log provides a history of hardware and management conditions that have been detecied.

Show
BEeF B gaw

A1l Event Sources - Fiiter
All Actions
All Dates -
Severity Serviceability Date and Time « | System Ewvent System Source D:
Type
j_"_ '.."l."s.rnir.g 3 Bammport Jan 30, 2017, 7-40:07 AM Chassis114: Hode Mode 08 device Chassis Jan 30, 20 ~
j_"_ '.."l."s.rnir.g a Bammport Jan 30, 2017, 7-40:07 AM Chassis114: Hode Mode 02 device Chassis Jan 30, 20
A Warning & User Jan 30, 2017, T:48:0T AM | Chaszis114: (0 module 10 Module Chassis Jan 30, 20
i VWarning :'-"] Usar Jan 30, 2017, T-48:07 AM Chazziz114: Mode Mode 08 incom| Chassis Jan 30, 20

Figura 130. Registro de eventos de Lenovo XClarity Administrator
Para obtener mas informacion como trabajar sobre los sucesos de XClarity Administrator, consulte:
http://sysmagt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/events_vieweventlog.html

Registro de eventos de Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller supervisa el estado fisico del servidor y sus componentes mediante sus sensores,
los cuales miden variables fisicas internas como la temperatura, los voltajes de las fuentes de alimentacion,
las velocidades de los ventiladores y el estado de los componentes. Lenovo XClarity Controller proporciona
distintas interfaces con el software de gestion de sistemas y a los administradores y usuarios del sistema
para habilitar la gestién y el control remotos de un servidor.

Lenovo XClarity Controller supervisa todos los componentes del servidor de calculo y publica los sucesos en
el registro de sucesos de Lenovo XClarity Controller.
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Clarity Controller ThinkSystem System name: XCCOD23579PK < Expot S User (D131
# Home Event Log Audit Log Maintenance History § Enable Call Home Ml Configure Alart
—
W customize Table ﬁ Glear Logs C Refresh Type: @ D i ] All Source v All Date ¥ Q.
= Inventory
~
Severity Source Event ID Message Date
Utilization
[} System 0X4000000E00000000 Remote login successful, Login ID; userid from webguis at IP address: 10.104.184.180, 27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Virtual Media
1 System 0X4000000E00000000 Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180. 27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Firmware Update
n System 0X4000000E00000000 Remote login successful. Login ID; userid from webguis at IP address: 10.104.194.180. 27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Server Configuration >
n System DX4000000E00000000 Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180. 27 Jul 2015, 08:11:04 AM
%] BMC Configuration 3

Figura 131. Registro de sucesos de Lenovo XClarity Controller

Para obtener mas informacion sobre como acceder al registro de sucesos de Lenovo XClarity Controller,
consulte:

La seccion “Visualizacidn de los registros de sucesos” en la documentacién de XCC compatible con su
servidor en https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/
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Especificaciones

Resumen de las caracteristicas y especificaciones del chasis y el nodo. En funcién del modelo, es posible
que algunos dispositivos no estén disponibles o que algunas especificaciones no sean aplicables.

Consulte la tabla siguiente para conocer las categorias de especificaciones y el contenido de cada

categoria.
Categoria Especifica- Especificaciones técnicas | Especificaciones Especificaciones del
de ciones del del nodo mecanicas del nodo entorno
especifica- | chasis D3
cién
Contenidos |, Procesador e Dimensién Emisiones acusticas de
Especifi- Memoria e Peso ruido
caciones Gestién de la
técnicas Unidad M.2 .
temperatura ambiente
. Expansion de E
Especifi- almacenamiento ntorno
caciones Ranuras de expansion
mecani- )
cas Unidades Qe
procesamiento de
graficos (GPU)

Funciones integradas
Red

Adaptador RAID
Ventilador del sistema

Configuracién minima
para depuracion

Sistemas operativos
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Especificaciones del chasis D3

Resumen de especificaciones del Chasis ThinkSystem D3.

Especificaciones técnicas

Tabla 12. Especificaciones técnicas del chasis

Especificacion

Descripcion

Electricidad de entrada

El sistema admite hasta tres fuentes de alimentacién de intercambio en caliente:
e CRPS Titanium de 1300 vatios, alimentacion de entrada de 200-240 V
e CRPS Titanium de 1300 vatios, alimentacion de entrada de 200-240 V
¢ CRPS Titanium de 1600 vatios, alimentacion de entrada de 200-240 V
e CRPS Titanium de 2700 vatios, alimentacion de entrada de 200-240 V
e CRPS Titanium de 2700 vatios, alimentacion de entrada de 200-240 V

Configuraciones de fuente de alimentacion admitidas:

e 3 PSU: 2+1 sin sobresuscripcidn (redundancia opcional)

e 2 PSU: 1+1 sin sobresuscripcién (redundancia opcional)

¢ 1 PSU: 1+0 solo para PSU CRPS de 2700 vatios, sin sobresuscripcion

Importante: Las fuentes de alimentacién y las fuentes de alimentacion redundantes
del chasis deben tener la misma marca, valor nominal de energia, voltaje o nivel de
eficiencia, con el mismo color de pestillo.

Nota: La eficiencia energética real depende de la configuracion del sistema.

Especificaciones mecanicas

Importante: Por motivos de seguridad, asegurese de que no haya ningiin nodo ni unidad de fuente de
alimentacién instalados en el chasis al extraer o instalar el chasis en el bastidor.

Tabla 13. Especificaciones mecanicas del chasis

Especificacion

Descripcion

Dimensién

Chasis montado en bastidor de 2U (2U2N o 2U4N)
e Altura: 87 mm (3,43 pulgadas)

e Profundidad: 898 mm (35,36 pulgadas)

e Ancho: 448 mm (17,64 pulgadas)

¢ Peso:

— Chasis vacio (con placa media del chasis y compartimiento de PSU): 11,83 kg
(26,08 Ibs)

— Maximo (con hasta cuatro nodos 1U o hasta dos nodos 2U y tres fuentes de
alimentacién CRPS instaladas): aproximadamente 42,37 kg (93,41 Ibs)

Nota: Para los nodos admitidos para el chasis D3, consulte “Vista frontal del chasis D3” en la Guia del
usuario o Guia de configuracion del sistema.

Especificaciones técnicas del nodo

Resumen de las especificaciones técnicas del nodo. En funcién del modelo, es posible que algunos
dispositivos no estén disponibles o que algunas especificaciones no sean aplicables.
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Procesador

Procesador

Admite los procesadores Intel Xeon de multiples nucleos, con controlador de memoria integrado y topologia Intel
Mesh UPI (Ultra Path Interconnect).

e Hasta dos procesadores de nivel Gold o Platinum con zécalos LGA 4677.
e Escalable hasta 64 nucleos por z6calo
e Admite enlaces UPI v2.0 a mayor ancho (x96) y velocidad: hasta 12,8, 14,4, 16 GT/s

¢ Energia de disefio térmico (TDP): hasta 350 vatios
Para ver una lista de procesadores compatibles, consulte: https://serverproven.lenovo.com.

Memoria

Memoria

Consulte para obtener informacién detallada sobre la preparacién y configuraciéon de la memoria.

e Ranuras: 16 conectores de médulo de memoria en linea doble (DIMM) que admiten hasta 16 DIMM TruDDRS5 (8
DIMM por procesador)

e (Cada procesador cuenta con 8 canales de memoria, con 1 DIMM por canal
¢ Tipos de médulo de memoria:
— RDIMM TruDDR5 5600 MHz: 32 GB (2Rx8), 48 GB (2Rx8) y 96 GB (2Rx4)
- RDIMM TruDDR5 5600 MHz 10x4: 32 GB (1Rx4), 64 GB (2Rx4)
— RDIMM 3DS TruDDR5 5600 MHz: 128 GB (4Rx4)
¢ Velocidad: la velocidad de operacion depende del modelo de procesador y los valores de UEFI.
- 5600 MT/s para 1 DIMM por canal
e Memoria minima: 32 GB
¢ Memoria maxima: 1 TB (8 x 128 GB)

Para obtener una lista de los médulos de memoria admitidos, consulte: https://serverproven.lenovo.com.
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Unidad M.2

Unidad M.2

e Hasta dos unidades M.2 en la placa del sistema.
¢ El sistema admite unidades M.2 con la capacidad siguiente:
— Unidad SATAM.2:
- 240GB
- 480GB
- 960 GB
— Unidad NVMe M.2:
- 480GB
- 800GB
- 960 GB
- 1,92TB
- 3,84TB
¢ Se admiten los siguientes factores de forma:
- 80 mm (2280)

- 110 mm (22110)
Para ver una lista de unidades M.2 compatibles, consulte https://serverproven.lenovo.com.

Expansion de almacenamiento

Expansion de almacenamiento

e Hasta dos unidades de intercambio en caliente E3.S
Para obtener una lista de las unidades compatibles, consulte: https://serverproven.lenovo.com.

Ranuras de expansion

Ranuras de expansion

¢ Tarjeta de expansion PCle
— Una expansién PCle en la parte posterior del nodo:
— PCI Express 5.0 x16, HH/HL (ancho Unico)
— Laranura de expansiéon PCle admite adaptadores PCle de hasta 75 vatios.
¢ Médulo OCP

— Una ranura del médulo de OCP

Unidad de procesamiento de graficos (GPU)

Unidad de procesamiento de graficos (GPU)

e Hasta una GPU de bajo perfil de 75 vatios
Para ver una lista de las GPU compatibles, consulte: https://serverproven.lenovo.com.
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Funciones integradas y conectores de E/S

Funciones integradas

¢ Lenovo XClarity Controller (XCC), que proporciona funciones de procesador de servicios y de supervision,
controlador de video y funciones de teclado, video, mouse y unidades remotas.

e Un Puerto de gestion del sistema XCC para conectarse a una red de gestidn de sistemas. Este conector RJ-45 esta
dedicado a las funciones de Lenovo XClarity Controller y funciona a 10/100/1000 Mbps de velocidad.

e Conectores frontales:

Un puerto serie
Un conector USB 3.2 Gen 1
Un conector VGA

Un conector de diagndstico externo
e Conectores traseros:
- Un grupo de dos o cuatro conectores Ethernet en el adaptador Ethernet OCP
- Un conector Mini DisplayPort
— Un Puerto de gestion del sistema XCC
— Un conector USB 3.2 Gen 1
— Un conector USB 2.0 con gestion del sistema de Lenovo XClarity Controller (XCC)

Nota: La resolucion maxima de video es de 1920 x 1200 a 60 Hz.

Red

Red

¢ Dos o cuatro conectores en el médulo de OCP 3.0

Adaptador RAID

Adaptador RAID

El RAID de ThinkSystem proporciona soporte para RAID de software para unidades M.2:
¢ Intel VROC estandar: requiere una clave de activaciéon y admite RAID nivel Oy 1
e Intel VROC Premium: requiere una clave de activacion y admite RAID nivel Oy 1

¢ Arranque Intel VROC (para procesadores de 5.2 generacion): requiere una clave de activacion y solo admite RAID
nivel 1

e Puertos SATA integrados con soporte RAID de software (Intel VROC SATA RAID, admite RAID nivel Oy 1)

El RAID de ThinkSystem proporciona soporte para RAID de software para unidades E3.S:

¢ Intel VROC estandar: requiere una clave de activacién y admite RAID nivel 0y 1

Para obtener mas informacion acerca de los adaptadores RAID/HBA admitidos, consulte Referencia del Adaptador
RAID de Lenovo ThinkSystem y HBA.

Ventilador del sistema

Ventilador del sistema

Cuatro ventiladores 4056 (40 x 40 x 56 mm)
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Configuraciéon minima para depuracion

Configuracién minima para depuracion

¢ Se necesita la siguiente configuracion minima para que se inicie el nodo:

— Un procesador en el zécalo 1

Un médulo de memoria en la ranura de DIMM 4

Una fuente de alimentacion en la ranura de PSU 1

Una unidad de arranque, M.2 o0 E3.S y adaptador RAID si esta configurado (Si el SO se necesita mediante una
depuracion)

Cuatro ventiladores del sistema

Sistemas operativos

Sistemas operativos

Sistemas operativos compatibles y certificados:
¢ Microsoft Windows Server

e VMware ESXi

e Red Hat Enterprise Linux

e SUSE Linux Enterprise Server

Referencias:
¢ Lista completa de los sistemas operativos disponibles: https://lenovopress.lenovo.com/osig.

¢ Instrucciones de despliegue del SO, consulte “Despliegue del sistema operativo” en la Guia del usuario o en la Guia
de configuracion del sistema.

Especificaciones mecanicas del nodo

Resumen de las especificaciones mecanicas del nodo de ThinkSystem SD530 V3. En funcién del modelo, es
posible que algunos dispositivos no estén disponibles o que algunas especificaciones no sean aplicables.

Dimension

Nodo de ThinkSystem SD530 V3

e Altura: 40,55 mm (1,60 pulgadas)

¢ Ancho: 221,4 mm (8,72 pulgadas)

e Profundidad: 907 mm (35,71 pulgadas) (incluidas las unidades E3.S)

Peso

Maximo:
e 7,6kg (16,76 Ibs)

Especificaciones del entorno

Resumen de las especificaciones del entorno del servidor. En funcion del modelo, es posible que algunos
dispositivos no estén disponibles o que algunas especificaciones no sean aplicables.
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Emisiones acusticas de ruido

Emisiones acusticas de ruido

El servidor tiene la siguiente declaracion sobre emisiones acusticas de ruido:
¢ Nivel de potencia de sonido (Lwad)

- Inactivo: 7,3 belios (tipico), 7,4 belios (maximo)

— En funcionamiento 1: 7,3 belios (tipico), 7,4 belios (maximo)

— En funcionamiento 2: 7,5 belios (tipico), 8,3 belios (maximo)
¢ Nivel de presion de sonido (Lpam):

- Inactivo: 57,1 dBA (tipico), 57,8 dBA (maximo)

— En funcionamiento 1: 57,1 dBA (tipico), 57,8 dBA (maximo)

— En funcionamiento 2: 59,1 dBA (tipico), 66,4 dBA (maximo)

Notas:

¢ Estos niveles de potencia de sonido se midieron en entornos acusticos controlados segun los procedimientos
especificados en ISO7779 y se informan en conformidad con la norma ISO 9296.

¢ Elmodo inactivo es el estado de inactividad en el que el servidor esta encendido pero no funciona ninguna funcién
prevista. El modo de operacién 1 es el 50 % de TDP de la CPU. El modo de operacion 2 es el 100 % de TDP de la
CPU.

¢ Los niveles declarados de sonido acustico se basan en las configuraciones especificadas a continuacion, que
pueden cambiar segun la configuracion y las condiciones.
(con cuatro nodos SD530 V3 instalados en el chasis)

— Tipico: cuatro procesadores de 185 vatios, 32 RDIMM de 64 GB, cuatro SSD E3.S, cuatro mdédulos de OCP de 1
GB y dos PSU CRPS de 2700 vatios

— Maximo: ocho procesadores de 205 vatios, sesenta y cuatro RDIMM de 64 GB y ocho SSD E3.S, cuatro
maodulos de OCP de 1 GB, cuatro adaptadores de GPU y tres PSU CRPS de 2700 vatios

e |as normativas gubernamentales (como las prescritas por OSHA o las directivas de la Comunidad Europea) pueden
regir la exposicion a niveles de ruido en el lugar de trabajo y se podrian aplicar a usted y a la instalacion de su
servidor. Los niveles de presién de sonido reales en su instalacién dependen de una variedad de factores, como la
cantidad de bastidores en la instalacion, el tamafio, los materiales y la configuracién de la sala, los niveles de ruido
de otros equipos, la temperatura ambiente de la sala y la ubicacién de los empleados con respecto al equipo.
Ademas, el cumplimiento de dichas normativas gubernamentales depende de una variedad de factores
adicionales, incluida la duracién de la exposicién de los empleados y si los empleados llevan proteccion auditiva.
Lenovo recomienda consultar con expertos cualificados de este campo para determinar si cumple con la normativa
vigente.

Gestion de la temperatura ambiente

Gestion de la temperatura ambiente

Ajuste la temperatura ambiente cuando haya componentes especificos instalados.
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Notas:

e Para evitar la limitacion, asegurese de adoptar cables de conexion directa pasiva cuando se instalen adaptadores

de red con una velocidad de 100 GbE o supetrior.

¢ Mantenga la temperatura ambiente a 35 °C o menos con la siguiente configuracién del sistema:

Tabla 14. Configuraciones con un procesador, por debajo de 35 °C

Configuracion del procesador

Componentes que pueden ser
compatibles

Componentes compatibles
habituales

— Un procesador con TDP de
hasta 350 vatios

— Disipador de calor de
rendimiento

— Un adaptador PCle
— Sin moédulo de OCP

— Sin adaptador PCle
— Un mddulo de OCP

Hasta ocho RDIMM de 96 GB
— Hasta dos unidades E3.Sde 1T
Nota: Cuando se instala la
unidad E3.S PM1743 de 15,36

TB, la temperatura ambiente
debe limitarse a 30 °C o menos.

— Hasta dos unidades M.2

— Un procesador con TDP de
hasta 300 vatios

— Disipador de calor de
rendimiento

— Un adaptador PCle con 2
puertos

— Un médulo de OCP

— Un adaptador PCle

— Un médulo de OCP con 2
puertos

— Un adaptador GPU
— Un médulo de OCP

— Hasta ocho RDIMM de 96 GB
— Hasta dos unidades E3.Sde 1T
Nota: Cuando se instala la

unidad E3.S PM1743 de 15,36

TB, la temperatura ambiente
debe limitarse a 30 °C o menos.

— Hasta dos unidades M.2

— Un procesador con TDP de
hasta 185 vatios

— Disipador de calor estandar

— Hasta ocho RDIMM 3DS de 128
GB

— Un adaptador PCle con 2
puertos

— Un médulo de OCP

- Hasta ocho RDIMM 3DS de 128
GB

— Un adaptador PCle

— Un mddulo de OCP con 2
puertos

- Hasta ocho RDIMM de 96 GB
— Un adaptador GPU

- Hasta dos unidades E3.Sde 1T

Nota: Cuando se instala la
unidad E3.S PM1743 de 15,36
TB, la temperatura ambiente
debe limitarse a 30 °C o0 menos.

— Hasta dos unidades M.2
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Tabla 14. Configuraciones con un procesador, por debajo de 35 °C (continuacicn)

Configuracion del procesador

Componentes que pueden ser
compatibles

Componentes compatibles
habituales

— Un médulo de OCP

Tabla 15. Configuraciones con un procesador, por debajo de 30 °C

¢ Mantenga la temperatura ambiente a 30 °C o menos con la siguiente configuracién del sistema:

Configuracion del procesador

Componentes que pueden ser
compatibles

Componentes compatibles
habituales

— Un procesador con TDP de
hasta 350 vatios

— Disipador de calor de
rendimiento

— Un adaptador PCle con 2
puertos

— Un médulo de OCP

— Un adaptador PCle

— Un médulo de OCP con 2
puertos

— Un adaptador GPU
— Un médulo de OCP

- Hasta ocho RDIMM de 96 GB
— Hasta dos unidades E3.Sde 1T
— Hasta dos unidades M.2

— Un procesador con TDP de
hasta 300 vatios

— Disipador de calor de
rendimiento

— Un adaptador PCle con 2
puertos

— Un méddulo de OCP

— Un adaptador PCle

— Un médulo de OCP con 2
puertos

— Hasta ocho RDIMM 3DS de 128
GB

— Hasta dos unidades E3.Sde 1T
— Hasta dos unidades M.2

Tabla 16. Configuraciones con dos procesadores, por debajo de 30 °C

Configuracion del procesador

Componentes que pueden ser
compatibles

Componentes compatibles
habituales

— Dos procesadores con TDP de
hasta 150 vatios

— Procesador 1 con disipador de
calor estandar

— Procesador 2 con disipador de
calor de rendimiento

Un adaptador GPU
— Un médulo de OCP

— Un adaptador PCle con 2
puertos

— Un médulo de OCP

— Un adaptador PCle

— Hasta dieciséis RDIMM de 64
GB

— Hasta dos unidades E3.Sde 1T
— Hasta dos unidades M.2
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Tabla 16. Configuraciones con dos procesadores, por debajo de 30 °C (continuacion)

Configuracion del procesador

Componentes que pueden ser
compatibles

Componentes compatibles
habituales

— Un médulo de OCP con 2
puertos

Tabla 17. Configuraciones con un procesador, por debajo de 25 °C

e Mantenga la temperatura ambiente a 25 °C o menos con la siguiente configuracién del sistema:

Configuracion del procesador

Componentes que pueden ser
compatibles

Componentes compatibles
habituales

— Un procesador con TDP de
hasta 350 vatios

— Disipador de calor de
rendimiento

— Un adaptador PCle con 2
puertos

— Un méddulo de OCP

— Un adaptador PCle

— Un médulo de OCP con 2
puertos

— Hasta ocho RDIMM 3DS de 128
GB

— Hasta dos unidades E3.Sde 1T

— Hasta dos unidades M.2

Tabla 18. Configuraciones con dos procesadores, por debajo de 25 °C

Configuracion del procesador

Componentes que pueden ser
compatibles

Componentes compatibles
habituales

— Dos procesadores con TDP de
hasta 205 vatios

— Procesador 1 con disipador de
calor estandar

— Procesador 2 con disipador de
calor de rendimiento

— Un adaptador PCle con 2
puertos

— Un médulo de OCP

— Un adaptador PCle

— Un médulo de OCP con 2
puertos

— Un adaptador GPU
— Un médulo de OCP

— Hasta dieciséis RDIMM de 64
GB

— Hasta dos unidades E3.Sde 1T
— Hasta dos unidades M.2
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Entorno

Entorno

ThinkSystem SD530 V3 cumple con las especificaciones de ASHRAE de clase A2. El rendimiento del sistema puede
verse afectado cuando la temperatura de funcionamiento esta fuera de la especificacion ASHRAE A2.

En funcién de la configuracion de hardware, el SD530 V3 también cumple con la especificacion ASHRAE de clase H1.
El rendimiento del sistema puede verse afectado cuando la temperatura de funcionamiento esta fuera de la
especificacion ASHRAE H1.

e Temperatura del aire:
— Funcionamiento

— ASHRAE Clase A2: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F); la temperatura ambiente maxima disminuye en un 1 °C por
cada aumento de 300 m (984 pies) de altitud por sobre los 900 m (2953 pies).

— ASHRAE Clase H1: 5 °C a 25 °C (41 °F a 77 °F); la temperatura ambiente maxima disminuye en un 1 °C por
cada aumento de 300 m (984 pies) de altitud por sobre los 900 m (2953 pies).

— Servidor apagado: 5 °C a 45 °C (41 °Fa 113 °F)
— Envio/almacenamiento: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
e Altitud maxima: 3050 m (10.000 ft)
e Humedad relativa (sin condensacion):
— Funcionamiento
— ASHRAE Clase A2: 8 % a 80 %, punto de rocio maximo: 21 °C (70 °F)
— ASHRAE Clase H1: 8 % a 80 %; punto de rocio maximo: 17 °C (62,6 °F)
- Envio/almacenamiento: 8 % a 90 %
e Contaminacion por particulas
Atencion: Las particulas y los gases reactivos que transporta el aire, ya sea por si solos o en combinacion con
otros factores del entorno, como la humedad o la temperatura, pueden representar un riesgo para el servidor. Para

obtener informacion sobre los limites de particulas y gases, consulte “Contaminacion por particulas” en la pagina
166.

Nota: El servidor esta disefiado para el entorno de centro de datos estandar y se recomienda que se coloque en un
centro de datos industrial.

Contaminacion por particulas

Atencion: Las particulas que transporta el aire (incluyendo particulas o escamas metalicas) o gases
reactivos, bien por si solos o en combinacion con otros factores del entorno como la humedad o la
temperatura, pueden representar un riesgo para el dispositivo que se describe en este documento.

Los riesgos que representan la presencia de concentraciones o niveles excesivos de particulas o gases
perjudiciales incluyen dafios que pueden hacer que el dispositivo funcione incorrectamente o deje de
funcionar completamente. Esta especificacion establece los limites que deben mantenerse para estos gases
y particulas a fin de evitar estos dafos. Dichos limites no se deben considerar ni utilizar como limites
definitivos, ya que muchos otros factores, como la temperatura o el contenido de humedad en el aire,
pueden influir en el efecto que tiene la transferencia de particulas o de contaminantes gaseosos o corrosivos
del entorno. A falta de limites especificos establecidos en este documento, debe implementar métodos que
mantengan unos niveles de particulas y gases que permitan garantizar la proteccion de la seguridad y de la
salud de las personas. Si Lenovo determina que los niveles de particulas o gases del entorno han causado
dafos en el dispositivo, Lenovo puede condicionar el suministro de la reparacién o sustitucion de los
dispositivos o las piezas a la implementacién de las medidas correctivas adecuadas para mitigar dicha
contaminacién ambiental. La implementacion de estas medidas correctivas es responsabilidad del cliente.
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Tabla 19. Limites para particulas y gases

Contaminante Limites

Gases reactivos Nivel de gravedad G1 seguiin ANSI/ISA 71.04-1985":

e El nivel de reactividad del cobre sera inferior a 200 Angstroms al mes (A/mes, ~ 0,0035 pg/
cm?2-hora de aumento de peso).2

¢ El nivel de reactividad de la plata sera inferior a 200 Angstroms por mes (A/mes ~ 0,0035 pg/
cm?2-hora de aumento de peso).3

e El control reactivo de la corrosividad gaseosa debe realizarse aproximadamente a5 cm (2
pulgadas) delante del bastidor en el lado de entrada de aire a una altura de bastidor de un
cuarto y tres cuartos del suelo o donde la velocidad del aire sea mucho mayor.

Particulas Los centros de datos deben cumplir con el nivel de limpieza de ISO 14644-1 clase 8.
transportadas en
el aire Para los centros de datos sin economizador del lado del aire, la limpieza de ISO 14644-1 clase 8

podria cumplirse eligiendo uno de los siguientes métodos de filtracion:

e FEl aire de la sala se puede filtrar continuamente con los filtros MERV 8.

e El aire que entra en un centro de datos se puede filtrar con filtros MERV 11 o MERV 13.
Para los centros de datos con economizadores del lado del aire, la opcién de filtros para

satisfacer los criterios de limpieza de ISO de clase 8 depende de las condiciones especificas
presentes en ese centro de datos.

e | ahumedad relativa delicuescente de la contaminacién por particulas debe ser superior al
60 % de RH.*

* |os centros de datos deben estar libres de hilos de zinc.®

cu
1 ANSI/ISA-71.04-1985. Condiciones del entorno para sistemas de control y medicién del proceso: contaminantes
transportados por el aire. Instrument Society of America, Research Triangle Park, Carolina del Norte, EE. UU.

2 La derivacioén de la equivalencia entre la tasa de incremento de corrosion del cobre en el grosor del producto de
corrosion en A/mes y la tasa de ganancia de peso supone un aumento en proporciones similares de Cuz2S y Cu20.

3 La derivacion de la equivalencia entre la tasa de incremento de corrosion de plata en el grosor del producto de
corrosion en A/mes y la tasa de ganancia de peso supone que Age2S es el Unico producto de corrosion.

4 La humedad relativa delicuescente de contaminacion por particulas es la humedad relativa a la que el polvo
absorbe agua suficiente para estar hiumedo y favorecer la conduccioén iénica.

5 La suciedad de la superficie se recolecta aleatoriamente desde 10 areas del centro de datos en un disco de

1,5 cm de diametro de cintas conductoras eléctricamente adheridas a un metal. Si el analisis de la cinta adhesiva
en un microscopio electronico de analisis no revela ningun hilo de zinc, el centro de datos se considera libre de
hilos de zinc.

Conectores de la placa del sistema

Las siguientes ilustraciones muestran los conectores internos de la placa del sistema.
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Tabla 20. Conectores de la placa del sistema

Conector de Firmware y mddulo de seguridad de RoT

I Conector de banda lateral del nodo

H Conector de sefial de OCP

(Reservado)

H Conector de la ranura 1 de la expansién PCle (Gen5)

FH Conector NVMe 0-1 (Genb)

A Conector de sefial RAID

X1 Conector SATA

H Conector de alimentacién y de banda lateral de OCP

H1 Conector de laranura 1 de la expansion PCle (Gen5)

A Conector de la barra de bus de alimentacién

Zé6calo de la bateria CMOS

Conector de alimentacién RAID

P Bahia 0 de M.2

H Conector de ventilador 1

EH Bahia 1 de M.2

H (Reservado)

A Zbcalo de la tarjeta MicroSD

Il Conector de ventilador 2

A Conector serial

I Conector de alimentacion de la placa posterior

A Conector del auricular de diagndstico externo

I Conector de ventilador 3

Conector USB

Conector de alimentacién de expansion PCle

A Conector de sefial de E/S posterior

Conector de ventilador 4

X Conector VGA

I Conector de alimentacién AUX P12V

Resolucion de problemas mediante LED de sistema y pantalla de

diagnéstico

Consulte la seccion siguiente para obtener informacion sobre los LED de sistema y la pantalla de diagndstico

disponibles.

LED de la unidad

Este tema proporciona informacién sobre los LED de la unidad.

En la tabla siguiente se describen los problemas que se indican en el LED de actividad de la unidad y el LED

de estado de la unidad.

168 Guia de mantenimiento del hardware deThinkSystem SD530 V3




d@ b b

Figura 132. LED de la unidad E3.S

LED

Descripcion

K LED de
actividad de la
unidad (verde)

Cada unidad de intercambio en caliente incluye un LED de actividad. Cuando este LED
parpadea, indica que la unidad esta en uso.

H LED de estado
de la unidad
(amarillo)

El LED de estado de la unidad indica el siguiente estado:
e EILED esta encendido: la unidad ha fallado.
e EILED parpadea lentamente (una vez por segundo): la unidad se esta reconstruyendo.

¢ EILED parpadea rapidamente (tres veces por segundo): se esta identificando la unidad.

LED del panel frontal del operador

El panel frontal del operador del nodo proporciona controles, conectores y LED.

I

o @ a

o

Figura 133. Botones y LED del panel frontal del operador

Tabla 21. Botonesy LED del panel frontal del operador

alimentacion (verde)

Boton de inicio/apagado con LED de estado de H LED de error del sistema (amarillo)

H LED de ID del sistema (azul) A Boton NMI

Boton de inicio/apagado con LED de estado de alimentacion (verde)

Puede presionar el botén de inicio para encender el servidor cuando termine de configurar el servidor.
También puede mantener presionado el botdn de inicio/apagado durante algunos segundos para apagar el
servidor si no puede apagarlo desde el sistema operativo. Los estados del LED de encendido son los

siguientes:
Estado Color Descripcion
Apagado Ningu- | No hay fuente de alimentacion instalada correctamente, o el propio LED presentd

no errores.

Parpadeo rapido
(cuatro veces por
segundo)

Verde El servidor esta apagado y no esta listo para encenderse. El boton de encendido
estd deshabilitado. Esta accion tardara aproximadamente entre 5 y 10 segundos.

Parpadeo lento (una
vez por segundo)

Verde El servidor esta apagado y esta listo para encenderse. Puede presionar el botén de
encendido para encender el servidor.

Encendido

Verde El servidor esta encendido.
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H LED de ID del sistema (azul)

Utilice este LED de ID del sistema para localizar visualmente el servidor. Los LED pueden cambiar a
encendido, parpadeo o apagado. Puede utilizar Lenovo XClarity Controller o un programa de gestién remota
para cambiar el estado del LED de ID del sistema para facilitar la localizacion visual del servidor entre otros

servidores.

H LED de error del sistema (amarillo)

El LED de error del sistema ayuda a determinar si hay errores del sistema.

Estado

Color

Descripcion

Accion

Encendido

Amarillo

Se ha detectado un error en el servidor.
Algunas causas pueden incluir uno o mas
de los errores siguientes:

e | atemperatura del servidor ha
alcanzado el umbral no critico de
temperatura.

¢ El voltaje del servidor alcanzé el umbral
no critico de voltaje.

e Se detectd que un ventilador esta
funcionando a baja velocidad.

¢ [a fuente de alimentacion tiene un error
grave.

e La fuente de alimentacién no se
encuentra conectada a la alimentacién.

Revise el registro de eventos para
determinar la causa exacta del error.

Apagado

Ninguno

El servidor esta apagado o esta encendido
y funciona correctamente.

Ninguno.

A Boton NMI

Presione este botdn para forzar una interrupcién no enmascarable en el procesador. Es posible que tenga
que utilizar un lapiz o el extremo de un clip de papel extendido para pulsar este botén. Este botén también
se puede utilizar para forzar un volcado de la memoria en la pantalla azul (solamente cuando se lo indique el
Soporte de Lenovo).
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LED de fuente de alimentacion

Este tema proporciona informacién acerca de varios estados de LED de fuente de alimentacién y
sugerencias de acciones correspondientes.

¢ Se necesita la siguiente configuracion minima para que se inicie el nodo:
— Un procesador en el zécalo 1
— Un médulo de memoria en la ranura de DIMM 4
— Una fuente de alimentacion en la ranura de PSU 1

— Una unidad de arranque, M.2 o E3.S y adaptador RAID si esta configurado (Si el SO se necesita
mediante una depuracion)

— Cuatro ventiladores del sistema
En la tabla siguiente se describen los problemas que se indican mediante diversas combinaciones del LED

de la fuente de alimentacién y el LED de encendido, asi como las acciones sugeridas para corregir los
problemas detectados.

!

Figura 134. LED de fuente de alimentacion

LED Descripcion

El LED de estado de la fuente de alimentacidn puede estar en uno de los siguientes estados:

e Verde: la fuente de alimentacién esta conectada a la fuente de alimentacién de CA y funciona
normalmente.

¢ Apagado: la fuente de alimentacion estd desconectada de la fuente de alimentacion de CA.

¢ Parpadeo verde lento (aproximadamente un flash por segundo): la fuente de alimentacion

Estado de la esta en estado de espera de PSU con CA presente, estado de espera en frio o estado de
fuente de espera constante.
alimentacion

¢ Ambar: el cable de alimentacién de CA esta desconectado, se perdid la alimentacién de CA
(con un suministro de fuente de alimentacion en paralelo aun en la alimentacién de entrada de
CA) o la fuente de alimentacion presenta errores. Para solucionar el problema, sustituya la
fuente de alimentacion.

e Parpadeo ambar lento (aproximadamente un flash por segundo): sucesos de advertencia
de la fuente de alimentacion donde continda operando la fuente de alimentacion.

LED del firmware y médulo de seguridad de RoT

La siguiente ilustracion muestra los diodos emisores de luz (LED) del Firmware y moédulo de seguridad de
RoT (ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module).
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Figura 135. LED en el firmware y mddulo de seguridad de RoT

Kl APQ LED (verde) H AP1 LED (verde) H LED de error fatal (Ambar)

Tabla 22. Descripcion de LED

LED de
LED de pulsa-
error cion del
Escenario LED APO | LED AP1 | fatal XCCrota | Acciones
Error fatal del firmware y médulo | Apagado | Apagado | Encendi- | N/A
de seguridad de RoT do
Parpa- N/A Encendi- | N/A Sustituya firmware y modulo de
dear do seguridad de RoT.
Parpa- N/A Encendi- | N/A
dear do
Sin alimentacion del sistema Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Sila alimentacién de CA esta
activada, pero el conjunto de la
placa del sistema no tiene
energia, entonces:
1. Compruebe la unidad de
fuente de alimentacion (PSU)
o la placa de distribucion de
alimentacién (PDB). Si la
PSU o la PDB presentan
errores, sustituyalas.
2. Sino hay problemas con la
PSU o la PDB, sustituya la
placa del sistema.
Error recuperable del firmware Parpa- N/A Apagado | N/A
del XCC dear
El firmware XCC se recupera de Encendi- | N/A Apagado | N/A
un error do
Error en la autenticacion del N/A Parpa- Apagado | N/A Solo informativo. No se requiere
firmware de UEFI dear ninguna accion.
El firmware de UEFI se recupera N/A Encendi- | Apagado | N/A
de un error de autenticacion do
El sistema esta bien Encendi- | Encendi- | Apagado | Encendi-
do do do
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Nota: Para conocer la ubicacion del LED de pulsacion de XCC, consulte “LED de la placa del sistema” en la

pagina 173.

LED de la placa del sistema

Las siguientes ilustraciones muestran los diodos emisores de luz (LED) de la placa del sistema.

Presione este botén de encendido para encender los LED en la placa del sistema cuando la fuente de
alimentacién se haya quitado del servidor.

CPU 1 CPU 2 8]

Tabla 23. Descripcion y acciones de los LED de la placa del sistema

. LED de alimentacion del sistema (amarillo)

Apagado: no hay fuente de alimentacion instalada correctamente o el propio LED presentd errores.

Parpadeo rapido (cuatro veces por segundo): el nodo esta apagado y no esta listo para su encendido. El
botén de encendido esta deshabilitado. Esta accién tardara aproximadamente entre 5y 10 segundos.

el botén de alimentacién para encender el nodo.
Encendido: el nodo esta encendido.
e FLED de pulsacion ME (verde)
Parpadeo: PCH ME esta funcionando.
Encendido: PCH ME no funciona correctamente.
Apagado: PCH ME no funciona correctamente.
e H LED de pulsacion de XCC
Parpadeo lento: XCC esta funcionando.
Parpadeo rapido y constante: XCC se esta inicializando o no funciona correctamente.
Encendido: XCC no funciona correctamente.

Apagado: XCC no funciona correctamente.

Parpadeo lento (una vez por segundo): el nodo esta apagado y estara listo para su encendido. Puede pulsar
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LED del puerto de gestidn del sistema XCC

En este tema se proporciona informacion sobre los LED del Puerto de gestion del sistema XCC.

En la tabla siguiente se describen los problemas que indican los LED en el Puerto de gestion del sistema
XCC.

Figura 136. Puerto de gestion del sistema XCC LED

LED Descripcion

Kl Puerto de Utilice este LED verde para distinguir el estado de conectividad de red:
gestion del . .

sistema XCC (Ru- e Apagado: el enlace de red esta desconectado.

45 de 10/100/ e \erde: el enlace de red esté establecido.

1000 Mbps) LED

de enlace de

puerto Ethernet

Hl Puerto de Utilice este LED verde para distinguir el estado de actividad de red:
gestion del . . .

sisterna XCC (RJ- e Apagado: el servidor esta desconectado de una LAN.

45 de 10/100/ ¢ Verde (parpadeante): el enlace de red esta conectado y activo.

1000 Mbps) LED
de actividad del
puerto Ethernet

Auricular de diagnéstico externo

El auricular de diagnéstico externo es un dispositivo externo que esta conectado al servidor con un cable y
permite tener acceso rapido a informacion del sistema, como los errores, el estado del sistema, el firmware,
la red y la informacién del estado.
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Ubicacién del auricular de diagnéstico externo

Ubicacion

Referencias de ilustracion

El auricular de diagndstico externo se conecta al servidor
con un cable externo.

Kl Auricular de diagnéstico externo

H Parte inferior magnética

Con este componente, el auricular de diagndsticos se
puede conectar a la parte superior o al lateral del bastidor
para dejar libres las manos para realizar las tareas de
servicio.

H Conector de diagndstico externo

Este conector esta ubicado en la parte frontal del servidor
y se utiliza para conectar un auricular de diagndstico
externo.

©OPresione el clip de plastico en el conector hacia delante.

©® Sujete el clip y quite el cable del conector.

Vision general del panel de la pantalla

El dispositivo de diagndsticos consta de una pantalla LCD y 5 botones de navegacion.
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H Pantalla LCD

Status Dashboard H Botones de desplazamiento (arriba/abajo/izquierda/
System Name Ambient Temp derecha)
System Status Power . . .
Active Alerts Checkpoint Code | Active Session Presione los botones de desplazamiento para ubicary

seleccionar la informacion del sistema.

Menu: * Active Alerts H Botdn Seleccionar
+ Status Dashboard Presione el botén Seleccionar para seleccionar las
. éyzs?:e“] Firmware v < N > opciones del mend.
. etworl
oo 5y | B

« Actions

Diagrama de flujo de las opciones

El panel LCD muestra distintos tipos de informacion del sistema. Desplacese por las opciones con las teclas
de desplazamiento.

En funcién del modelo, las opciones y las entradas de la pantalla LCD pueden ser distintas.
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Power consumption/

/ Temparature
L Select
<4 Status Dashboard / | 2 |
o e c (v] (4] [»}—— scroll up/down/left/right
1 Active Alerts Bxea9
Checkpoint Code

System Status h — System
Dashboard ] System VPD Firmware )

Machine Type XCC Primary @
Model
Serial Number XCC Backup
Universal
Unique ID v

< N()a(ts/:vgrk Active — PRESN  ctions
. i Sessions
Information
XCC Hostname Ambient User Revert XCC @
Temp Session 1 to Defaults
MAC Address
Exhaust Temp E Force XCC
IPv4 Network S Reset
Mask CPU Temp ser
Session 31 Reqllqjest XCC
eset
IPv4 DNS PSU
Set UEFI
IPv6 Link FAN 1 - FAN 4 MEM test
Local IP
Stateless IPv6 IP
Request Virtual
Static IPv6 IP Reseat
Current IPv6 Modify XCC
Gateway IPv4 Address
IPv6 DNS Modify System
Name
Generate /
Download FFDC
Service Data [i]

Lista de menii completa

A continuacion se muestra la lista de las opciones disponibles. Alterne entre una opcién y las entradas
subordinadas de informacién con el botén Seleccionar y alterne entre las opciones o las entradas de
informacion con los botones de desplazamiento.

En funcion del modelo, las opciones y las entradas de la pantalla LCD pueden ser distintas.
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Menu de inicio (panel de estado del sistema)

A Cddigo de punto de comprobacion

Menu de inicio Ejemplo
Nombre de sistema
Hl Estado del sistema
H Cantidad de alertas activas < Status Dashboard >
B KR KR 25 C —a
[ Temperatura B! Sustem Init. 1nu-+—8a
1 Active RAlerts =69
H Consumo de energia B —Q

Alertas activas

Submenu

Ejemplo

Pantalla de inicio:

Cantidad de errores activos

Nota: El menu “Alertas activas” muestra solo la cantidad
de errores activos. Si no hay errores, el menu “Alertas
activas” no estara disponible durante la navegacion.

1 Active Alerts

Pantalla de detalles:

¢ |D del mensaje de error (tipo: Error/Advertencia/
Informacién)

e Hora de apariciéon

e Posibles fuentes del error

Active Alerts: 1

Press v to view alert details
FQXSPPUOO9N(Error)
04/07/2020 02:37:39 PM
CPU 1 Status:

Configuration Error

Informacion de VPD de sistema

Submenu

Ejemplo

e Tipo de maquina y nimero de serie
¢ |D unico universal (UUID)

Machine Type: xxxx
Serial Num: xxxxxx

Universal Unique ID:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Firmware del sistema

Submenu

Ejemplo

XCC principal

¢ Nivel de firmware (estado)
¢ |D de build

e Numero de version

e Fecha de version

XCC Primary (Active)
Build: DVI399T
Version: 4.07

Date: 2020-04-07

XCC de copia de seguridad
¢ Nivel de firmware (estado)
e |D de build

e Numero de version

e Fecha de version

XCC Backup (Active)
Build: D8BTO5I
Version: 1.00

Date: 2019-12-30

UEFI
¢ Nivel de firmware (estado)
¢ D de build

¢ Numero de versién

e Fecha de version

UEFI (Inactive)
Build: DOE101P
Version: 1.00
Date: 2019-12-26

Informacion de la red XCC

Submenu

Ejemplo

¢ Nombre de host de XCC

e Direccion MAC

e Mascara de red IPv4

e DNSIPv4

¢ Direccion IP local IPv6 de enlace
e Direccion IP IPv6 sin estado

e Direccion IP IPv6 estatica

e Puerta de enlace IPv6 actual

e DNSIPv6

Nota: Solo se muestra la direccién MAC que esta
actualmente en uso (extensidon o compartida).

XCC Network Information
XCC Hostname: XCC-xxxx-SN
MAC Address:
XXIXXIXXEXXXXXX

IPv4 IP:

XX.XX.XX.XX

IPv4 Network Mask:

X.X.X.X

IPv4 Default Gateway:

X.X.X.X
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Informacion del entorno del sistema

Submenu

Ejemplo

Temperatura ambiente
Temperatura de escape
Temperatura de la CPU
Estado de PSU

Velocidad de giro de los ventiladores por RPM

Ambient Temp: 24 C
Exhaust Temp: 30 C
CPU1 Temp: 50 C

PSU1: Vin=213 w
Inlet=26C

FAN1 Front: 21000 RPM
FAN2 Front: 21000 RPM
FAN3 Front: 21000 RPM
FAN4 Front: 21000 RPM

Sesiones activas

Submenu

Ejemplo

Cantidad de sesiones activas

Active User Sessions: 1

Acciones

Submenu

Ejemplo

Hay varias acciones rapidas disponibles:

Restablecer XCC a los valores predeterminados
Forzar restablecimiento de XCC

Solicitar restablecimiento de XCC

Establecer prueba de memoria UEFI

Solicitar reubicacion virtual

Modificar direccion IPv4 estatica/mascara de red/
puerta de enlace de XCC

Modificar nombre del sistema

Generar/descargar datos del servicio de FFDC

Request XCC Reset?
This will request the BMC to reboot itself.
Hold v/ for 3 seconds
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Procedimientos generales para la determinacion de problemas

Utilice la informacion de esta seccion para la resolucion de problemas si el registro de eventos no contiene
errores especificos o el sistema no funciona.

Si no esta seguro sobre la causa de un problema y las fuentes de alimentacion funcionan correctamente,
siga los pasos que se indican a continuacion para intentar resolver el problema:

1. Apague el sistema.
2. Asegurese de que los cables del sistema estén tendidos correctamente.

3. Si corresponde, quite o desconecte los siguientes dispositivos, uno a uno, hasta encontrar el error.
Encienda y configure el sistema cada vez que extraiga o desconecte un dispositivo.

e Cualquier dispositivo externo.
¢ Dispositivo supresor de sobrecarga (en el sistema).
¢ Impresora, mouse y dispositivos que no sean de Lenovo.
e Todos los adaptadores.
¢ Unidades de disco duro.
¢ Mddulos de memoria, hasta que se alcance la configuracion minima admitida para el sistema.
Nota: Para determinar la configuracién minima del sistema, consulte “Configuracién minima de
depuraciéon” en “Especificaciones técnicas del nodo” en la pagina 161.
4. Encienda el sistema.

Si el problema se resuelve al extraer un adaptador del nodo, pero vuelve a producirse cuando instala el
mismo adaptador de nuevo, compruebe si hay errores en el adaptador. Si vuelve a producirse al sustituir el
adaptador por uno distinto, pruebe otra ranura de PCle.

Si el problema parece ser uno de conexién de red y el nodo de célculo pasa todas las pruebas del sistema,
es posible que exista un problema ajeno al nodo.

Resolucion de posibles problemas de alimentacion

Los problemas de alimentacidon pueden resultar dificiles de solucionar. Por ejemplo, puede producirse un
cortocircuito en cualquiera de los buses de distribucion de alimentacion. Normalmente, los cortocircuitos
provocan que el subsistema de alimentacion se apague debido a una condicién de sobreintensidad.

Siga los pasos siguientes para diagnosticar y solucionar la sospecha de un problema de alimentacion.
Paso 1. Revise el registro de sucesos y solucione cualquier error relacionado con la alimentacion.

Nota: Comience con el registro de sucesos de la aplicacion que gestiona el servidor. Para obtener
mas informacién acerca de los registros de sucesos, consulte “Registros de sucesos” en la pagina
153.

Paso 2. Compruebe si hay cortocircuitos, por ejemplo, si un tornillo suelto esta causando un cortocircuito
en la placa del circuito.

Paso 3. Quite los adaptadores y desconecte los cables y los cables de alimentacion de todos los
dispositivos, internos y externos, hasta que el servidor se encuentre en la configuracién minima
para depuracién necesaria para que el servidor se inicie. Para determinar la configuracién minima
del servidor, consulte “Configuraciéon minima de depuracién” en “Especificaciones técnicas del
nodo” en la pagina 157.
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Paso 4. Vuelva a conectar todos los cables de alimentacién de CA y encienda el servidor. Si el servidor se
inicia correctamente, vuelva a colocar los adaptadores y los dispositivos, de uno en uno, hasta que
el problema esté aislado.

Si el servidor no se inicie desde la configuracion minima, vuelva a colocar los componentes de la
configuracion minima de uno en uno, hasta que el problema esté aislado.

Resolucion de posibles problemas del controlador de Ethernet

El método utilizado para probar el controlador Ethernet depende del sistema operativo que esté utilizando.
Para obtener informacién acerca de los controladores Ethernet, consulte la documentacién del sistema
operativo; consulte asimismo el archivo readme del controlador de dispositivo del controlador Ethernet.

Siga estos pasos para intentar solucionar posibles problemas del controlador Ethernet.

Paso 1. Asegurese de que se hayan instalado los controladores de dispositivo correctos proporcionados
con el servidor y de que se encuentren en el maximo nivel.

Paso 2. Asegurese de que el cable Ethernet se haya instalado correctamente.

¢ El cable debe estar correctamente ajustado en todas las conexiones. Si el cable esta conectado,
pero el problema persiste, pruebe con otro cable.

e Sjestablece el controlador Ethernet para que funcione a 100 Mbps o 1000 Mbps, debe utilizar el
cableado de Categoria 5.

Paso 3. Determine si el concentrador admite la negociacion automética. Si no es asi, intente configurar
manualmente el controlador Ethernet integrado para hacer coincidir la velocidad y el modo duplex
del concentrador.

Paso 4. Compruebe los LED del controlador Ethernet del servidor. Estos LED indican si hay un problema
con el conector, en el cable o en el concentrador.

Las ubicaciones de los LED del controlador Ethernet se especifican en “Resolucion de problemas
mediante LED de sistema y pantalla de diagndstico” en la pagina 168.

e EILED de estado del enlace Ethernet se enciende cuando el controlador Ethernet recibe un
pulso de enlace del concentrador. Si el LED esté apagado, puede que haya un conector o un
cable defectuoso, o bien un problema con el concentrador.

e EILED de actividad de transmision/recepcién de Ethernet se enciende cuando el controlador
Ethernet envia o recibe datos a través de la red Ethernet. Si la actividad de transmision/
recepcion Ethernet esta apagada, asegurese de que el concentrador y la red estén funcionando
y de que se hayan instalado los controladores de dispositivo correctos.

Paso 5. Compruebe el LED de actividad de red del servidor. El LED de actividad de red se enciende
cuando hay datos activos en la red Ethernet. Si el LED de actividad de red esta apagado,
asegurese de que el concentrador y la red estén en funcionamiento y de que se hayan instalado los
controladores de dispositivos correctos.

La ubicacion del LED de actividad de red se especifica en “Resolucion de problemas mediante
LED de sistema y pantalla de diagnéstico” en la pagina 168.

Paso 6. Verifique si existen causas especificas del sistema operativo y asegurese de que los controladores
del sistema operativo se instalaron de manera correcta.

Paso 7. Asegurese de que los controladores de dispositivos del cliente y del servidor utilicen el mismo
protocolo.

Si el controlador Ethernet no puede conectarse a la red, pero el hardware parece funcionar, el administrador
de la red debe investigar si hay otras posibles causas del error.
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Resolucion de problemas por sintoma

Utilice esta informacién para buscar soluciones a los problemas con sintomas identificables.

Para utilizar la informacion de resolucion de problemas basada en los sintomas que se ofrece en esta
seccion, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Revise el registro de sucesos de la aplicacién que esta gestionando el servidor y siga las acciones
sugeridas para resolver los cédigos de sucesos.

e Si gestiona el servidor desde Lenovo XClarity Administrator, comience con el registro de sucesos de
Lenovo XClarity Administrator.

¢ Sij esta utilizando alguna otra aplicacién de gestidn, comience con el registro de sucesos de Lenovo
XClarity Controller.

Para obtener mas informacién acerca de los registros de eventos, consulte “Registros de sucesos” en la

pagina 153.

2. Revise esta seccion para encontrar los sintomas que esta experimentando y siga las acciones que se
sugieren para resolver el problema.

3. Si el problema continua, péngase en contacto con el centro de soporte (consulte “Ponerse en contacto
con soporte” en la pagina 201).

Problemas intermitentes

Utilice esta informacidn para resolver los problemas intermitentes.

¢ “Problemas de dispositivos externos intermitentes” en la pagina 184
¢ “Reinicios inesperados e intermitentes” en la pagina 184

Problemas de dispositivos externos intermitentes
Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema.
1. Actualice UEFI y el firmware de XCC a la versidon mas reciente.

2. Asegurese de que se instalaron los controladores de dispositivos apropiados. Consulte el sitio web del
fabricante para acceder a la documentacion.

3. Para un dispositivo USB:
a. Asegurese de que el dispositivo esté correctamente configurado.

Reinicie el servidor y presione la tecla de acuerdo con las instrucciones en pantalla para mostrar la
interfaz de configuracion LXPM del sistema. (Para obtener mas informacion, consulte la seccion
“Arranque” en la documentacion de LXPM compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/
Ixpm-overview/). Después, haga clic en Valores del sistema — Dispositivos y puertos de E/S -
Configuraciéon de USB.

b. Conecte el dispositivo a otro puerto. Si utiliza un concentrador USB, quite el concentrador y conecte
el dispositivo directamente al nodo de calculo. Asegurese de que el dispositivo esté correctamente
configurado para el puerto.

Reinicios inesperados e intermitentes

Nota: Algunos errores incorregibles requieren que se reinicie el servidor para que pueda deshabilitar un
dispositivo, como un DIMM de memoria o un procesador, para permitir que la maquina arranque
correctamente.
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1. Si el reinicio se produce durante POST y se habilita el temporizador de vigilancia de POST, asegurese
de que el valor de tiempo de espera por inactividad del temporizador de vigilancia sea suficiente
(temporizador guardian de POST).

Para comprobar el tiempo de vigilancia de POST, reinicie el servidor y presione la tecla de acuerdo con
las instrucciones en pantalla para mostrar la interfaz de configuracién LXPM del sistema. (Para obtener
mas informacién, consulte la seccién “Arranque” en la documentacién de LXPM compatible con su
servidor en https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/). A continuacién, haga clic en Valores de BMC -
Temporizador guardian de POST.

2. Si el restablecimiento se produce después de que se haya iniciado el sistema operativo, ingrese al
sistema operativo cuando el sistema opere con normalidad y configure el proceso de descarga del
nucleo del sistema operativo (los sistemas operativos Windows y Linux basicos utilizaran un método
distinto). Ingrese los menus de configuracion de UEFI y deshabilite la caracteristica o deshabilitela con
el siguiente mandato OneCli.

OneCli.exe config set SystemRecovery.RebootSystemOnNMI Disable --bmcxcc_userid PASSWORD@xcc_ijpaddress

3. Consulte el registro de sucesos del controlador de gestién para comprobar si hay un cédigo de suceso
que indique un prearranque. Consulte “Registros de sucesos” en la pagina 153 para obtener mas
informacion sobre la visualizacion del registro de sucesos. Si esta utilizando un sistema operativo base
Linux, vuelva a capturar todos los registros al soporte de Lenovo para realizar mas investigaciones.

Problemas del teclado, del mouse o del dispositivo USB

Utilice esta informacién para resolver problemas asociados con teclados, mouse, conmutador KVM o
dispositivos USB.

e “Algunas teclas del teclado no funcionan (o no funciona ninguna)” en la pagina 185

e “El mouse no funciona” en la pagina 185

e “El dispositivo USB no funciona” en la pagina 186

Algunas teclas del teclado no funcionan (o no funciona ninguna)

1. Asegurese de que:
¢ El cable del teclado esta bien conectado.
¢ El servidor y el monitor estan encendidos.

2. Si estd utilizando un teclado USB, ejecute el programa Setup Utility y habilite el funcionamiento sin
teclado.

3. Si esta utilizando un teclado USB que esta conectado a un concentrador USB, desconecte el teclado
del concentrador y conéctelo directamente al servidor.

4. Intente instalar el teclado USB en un puerto USB diferente, segun esté disponible.
5. Sustituya el teclado.

El mouse no funciona
1. Asegurese de que:
e El cable del mouse esté conectado de forma segura al servidor.
¢ Los controladores del mouse estan instalados correctamente.
¢ El servidor y el monitor estan encendidos.
e La opcion del raton esté habilitada en Setup Utility.

2. Si esta utilizando un mouse USB que esta conectado a un concentrador USB, desconecte el mouse del
concentrador y conéctelo directamente al servidor.

3. Intente instalar el mouse USB en un puerto USB diferente, segun esté disponible.
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4. Sustituya el mouse.

El dispositivo USB no funciona

1. Asegurese de que:
¢ Se hainstalado el controlador de dispositivo USB correcto.
¢ El sistema operativo admite dispositivos USB.

2. Asegurese de que las opciones de configuracién de USB se hayan establecido correctamente en el
System Setup.

Reinicie el servidor y presione la tecla de acuerdo con las instrucciones en pantalla para mostrar la
interfaz de configuracion LXPM del sistema. (Para obtener mas informacion, consulte la seccion
“Arranque” en la documentacion de LXPM compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/Ixpm-
overview/). Después, haga clic en Valores del sistema = Dispositivos y puertos de E/S -
Configuracion de USB.

3. Si esta utilizando un concentrador USB, desconecte el dispositivo USB del concentrador y conéctelo
directamente al servidor.

Problemas de memoria

Consulte esta seccidn para resolver problemas asociados con memoria.

Problemas comunes de memoria

e “Seidentifican fallas en varios médulos de memoria en un canal” en la pagina 186

e “Memoria fisica mostrada es menos que la memoria fisica instalada” en la pagina 187
e “Se detectd un llenado de memoria no valido” en la pagina 187

Se identifican fallas en varios médulos de memoria en un canal

Nota: Cada vez que se instala o quita un médulo de memoria, debe desconectar el servidor de la fuente de
alimentacién; a continuacion, espere 10 segundos antes de reiniciar el servidor.

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para solucionar el problema.
1. Vuelva a instalar los médulos de memoria y, a continuacion, reinicie el servidor.

2. Sustituya el médulo de memoria de nimero mas alto de los que se han identificado y sustitiyalo por un
modulo de memoria que funcione correctamente; a continuacion, reinicie el servidor. Repita este
procedimiento segun sea necesario. Si las anomalias prosiguen tras sustituir todos los médulos de
memoria identificados, vaya al paso 4.

3. Vuelva a colocar los médulos de memoria eliminados, un par cada vez, en sus conectores, reiniciando el
servidor después de cada modulo, hasta que falle uno. Sustituya cada médulo de memoria que
presente errores por uno idéntico que sepa con certeza que esta en buenas condiciones, reiniciando el
servidor después de cada sustitucién. Repita el paso 3 hasta que haya probado todos los mdédulos de
memoria eliminados.

4. Sustituya el médulo de memoria con los numeros mas altos por los que se han identificado; a
continuacioén, reinicie el servidor. Repita este procedimiento segun sea necesario.

5. Invierta los médulos entre los canales (del mismo procesador) y reinicie el servidor. Si el problema esta
asociado a un moédulo de memoria, sustitiyalo.

6. (Solamente para técnicos de servicio expertos) Instale el médulo de memoria con errores en un
conector de médulo de memoria para el procesador 2 (si esta instalado) para verificar que el problema
no es el procesador ni el conector del médulo de memoria.

7. (Solo técnico de soporte experto) Sustituya la placa del sistema (conjunto de la placa del sistema).
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Memoria fisica mostrada es menos que la memoria fisica instalada

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para solucionar el problema.

Nota: Cada vez que se instala o quita un médulo de memoria, debe desconectar el servidor de la fuente de
alimentacién; a continuacion, espere 10 segundos antes de reiniciar el servidor.

1. Asegurese de que:

¢ No hay ninguin LED de error encendido. Consulte “Resolucién de problemas mediante LED de
sistema y pantalla de diagnéstico” en la pagina 168.

¢ El canal duplicado de memoria no justifica la discrepancia.
¢ |os médulos de memoria estan colocados correctamente.

e Hainstalado el tipo de médulo de memoria correcto (consulte “Reglas y orden de instalacion de un
maodulo de memoria” en la pagina 5 para obtener los requisitos).

e Después de cambiar o sustituir un médulo de memoria, la configuracién de memoria se actualiza en
el programa Setup Utility.

¢ Todos los bancos de memoria estan habilitados. Es posible que el servidor haya deshabilitado
automaticamente un banco de memoria al detectar un problema, o que un banco de memoria se
haya deshabilitado manualmente.

¢ No existe ninguna discrepancia de memoria cuando el servidor esta en la configuracion minima de la
memoria.

2. Vuelva a colocar los médulos de memoria y, a continuacion, reinicie el servidor.
3. Reuvise el registro de errores de la POST:

¢ Siunainterrupcion de gestion del sistema (SMI) ha deshabilitado un médulo de memoria, sustituya
dicho mdédulo.

e Sj el usuario o la POST han deshabilitado un médulo de memoria, vuelva a colocar el médulo y, a
continuacion, ejecute el programa Setup Utility para habilitarlo.

4. Ejecute los diagndsticos de memoria. Cuando inicia un sistema y presiona la tecla especificada en las
instrucciones en pantalla, se muestra la interfaz de LXPM de forma predeterminada. (Para obtener mas
informacion, consulte la seccidon “Arranque” en la documentacion de LXPM compatible con su servidor
en https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/). Puede realizar diagndsticos de memoria a través de esta
interfaz. En la pagina Diagnéstico, vaya a Ejecutar diagnéstico - Prueba de memoria = Prueba de
memoria avanzada.

5. Invierta los médulos entre los canales (del mismo procesador) y reinicie el servidor. Si el problema esta
asociado a un médulo de memoria, sustituyalo.

6. Vuelva a habilitar todos los médulos de memoria mediante el programa Setup Utility y, a continuacion,
reinicie el servidor.

7. (Solamente para técnicos de servicio expertos) Instale el médulo de memoria con errores en un
conector de médulo de memoria para el procesador 2 (si esta instalado) para verificar que el problema
no es el procesador ni el conector del médulo de memoria.

8. (Solo técnico de soporte experto) Sustituya la placa del sistema (conjunto de la placa del sistema).

Se detecté un llenado de memoria no valido
Si aparece este mensaje de advertencia, lleve a cabo los siguientes pasos:
Invalid memory population (unsupported DIMM population) detected. Please verify memory configuration is valid.

1. Consulte “Reglas y orden de instalacion de un médulo de memoria” en la pagina 5 para asegurarse de
que se admite la secuencia de llenado del médulo de memoria actual.

2. Sila secuencia actual es realmente compatible, compruebe si alguno de los médulos se muestra como
“deshabilitado” en Setup Utility.
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3. Vuelva a colocar el médulo que se muestra como “deshabilitado” y luego reinicie el sistema.
4. Si el problema continda, sustituya el médulo de memoria.

Aparecera un espacio de nombres adicional en una regién intercalada

De haber dos espacios de nombre creados en una region intercalada, VMware ESXi omitira los espacios
creados y creara un espacio de nombres nuevo adicional durante el arranque del sistema. Elimine los
espacios de nombre creados en Setup Utility o en el sistema operativo antes del primer arranque con ESXi.

Problemas de monitor y de video

Utilice esta informacién para resolver problemas asociados a un monitor o a video.

e “Lapantalla aparece en blanco” en la pagina 188
e “La pantalla queda en blanco al iniciar algunos programa de aplicacién” en la pagina 188

e “El monitor presenta una pantalla inestable, o bien la imagen de la pantalla aparece ondulada, ilegible,
girada o distorsionada” en la pagina 189

La pantalla aparece en blanco

Nota: Asegurese de que el modo de arranque esperado no se haya cambiado de UEFI a valores heredados
o viceversa.

1. Si el servidor esta conectado a un conmutador KVM, omita el conmutador KVM para descartarlo como
causa posible del problema: conecte el cable del monitor directamente al conector correcto situado en
la parte posterior del servidor.

2. Lafuncién de presencia remota del controlador de gestidn se deshabilita si se instala un adaptador de
video opcional. Para utilizar la funcién de presencia remota del controlador de gestion, quite el
adaptador de video opcional.

3. Si el servidor esta instalado con los adaptadores graficos instalados al encender el servidor, el logotipo
de Lenovo se visualiza en la pantalla después de aproximadamente 3 minutos. Se trata de
funcionamiento normal al cargar el sistema.

4. Asegurese de que:
¢ El servidor esta encendido y se suministra alimentacion al servidor.
¢ Los cables del monitor estan conectados correctamente.
¢ El monitor esta encendido y los controles de brillo y contraste estan ajustados correctamente.

5. Siprocede, asegurese de que el servidor correcto esta controlando el monitor.

6. Asegurese de que el firmware del servidor dafiado no afecte al video; consulte “Actualizacion del
firmware” en la Guia del usuario o en la Guia de configuracion del sistema.

7. Observe los LED en la placa del sistema (conjunto de la placa del sistema); si los codigos cambian, vaya
al paso 6.

8. Sustituya los siguientes componentes de uno en uno, en el orden mostrado y reiniciando el servidor
cadavez:

a. Monitor
b. Adaptador de video (si hay uno instalado)
c. (Solo técnico de soporte experto) Placa del sistema (conjunto de la placa del sistema)

La pantalla queda en blanco al iniciar algunos programa de aplicacion
1. Asegurese de que:

¢ El programa de aplicacion no establece un modo de visualizacidon mas alto que la capacidad del
monitor.
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¢ Hainstalado los controladores de dispositivos necesarios para la aplicacion.
El monitor presenta una pantalla inestable, o bien la imagen de la pantalla aparece ondulada, ilegible,
girada o distorsionada

1. Silas pruebas automaticas del monitor muestran que este funciona correctamente, compruebe la
ubicacion del mismo. Los campos magnéticos que se encuentran junto a otros dispositivos (por
ejemplo, transformadores, aparatos eléctricos, fluorescentes y otros monitores) pueden provocar una
distorsion de la pantalla o imagenes poco claras, borrosas, difusas o confusas. Si esto ocurre, apague el
monitor.

Atencién: Mover un monitor en color mientras esta encendido puede producir una decoloracién de la
pantalla.

Coloque el dispositivo y el monitor a una distancia minima de 305 mm (12 pulgadas) entre ellos y
encienda el monitor.
Notas:

a. Para evitar errores de lectura/escritura de la unidad de disquetes, asegurese de que la distancia
entre el monitor y cualquier unidad de disquetes externa sea de al menos 76 mm (3 pulgadas).

b. Los cables de monitor que no son de Lenovo pueden producir problemas imprevisibles.
2. Vuelva a colocar el cable del monitor.

3. Sustituya los componentes mencionados en el paso 2 uno por uno, en el orden en el que aparecen, y
reiniciando el servidor cada vez:

a. Cable del monitor

b. Adaptador de video (si hay uno instalado)

c. Monitor

d. (Solo técnico de soporte experto) Placa del sistema (conjunto de la placa del sistema)

Problemas de red

Utilice esta informacion para resolver problemas asociados con redes.

¢ “No se puede activar el servidor mediante Wake on LAN” en la pagina 189
¢  “No se puede iniciar usando la cuenta LDAP con SSL habilitado” en la pagina 190

No se puede activar el servidor mediante Wake on LAN
Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Si esta utilizando el adaptador de red de varios puertos y el servidor esta conectado a la red utilizando el
conector RJ-45, compruebe el registro de errores del sistema (consulte “Registros de sucesos” en la
pagina 153), asegurese de lo siguiente:

a. Latemperatura ambiente no es demasiado alta (consulte Gestion de la temperatura ambiente).
b. Los conductos de ventilacion no estan bloqueados.
c. El deflector de aire esta bien instalado.

2. Vuelva a colocar el adaptador de red de varios puertos.

3. Apague el servidor y desconéctelo del servidor de la fuente de alimentacion y, a continuacion, esperar
10 segundos antes de reiniciarlo.

4. Si el problema persiste, sustituya el adaptador de red de varios puertos.

Capitulo 3. Determinacién de problemas 189



No se puede iniciar usando la cuenta LDAP con SSL habilitado
Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:
1. Asegurese de que la clave de licencia es valida.
2. Genere una clave de licencia nueva y vuelva a iniciar la sesion.

Problemas observables

Utilice esta informacién para resolver los problemas observables.

“El servidor se congela durante el proceso de arranque UEFI” en la pagina 190

“El servidor muestra inmediatamente el visor de sucesos de la POST cuando esta encendido” en la
pagina 190

e “El servidor no responde (POST completa y sistema operativo en ejecucién)” en la pagina 191

e “El servidor no responde (POST fallé y no puede iniciar la configuracion del sistema)” en la pagina 191
e “El error de voltaje de la placa se muestra en el registro de eventos” en la pagina 192

e “Olorinusual” en la pagina 192

e “El servidor parece estar caliente” en la pagina 192

¢ “No se puede entrar en el modo heredado después de instalar un adaptador nuevo” en la pagina 192
e “Piezas agrietadas o chasis agrietado” en la pagina 193

El servidor se congela durante el proceso de arranque UEFI

Si el sistema se congela durante el proceso de arranque UEFI con el mensaje UEFI: DXE INITen la pantalla,
asegurese de que las ROM opcionales no se hayan configurado en Heredado. Puede ver la configuracion
actual de la ROM opcional de forma remota ejecutando el siguiente comando utilizando el Lenovo XClarity
Essentials OneCLlI:

onecli config show EnableDisableAdapterOptionROMSupport --bmc xcc_userid:xcc_password@xcc_ipaddress

Para recuperar un sistema que se congela durante el proceso de arranque con la configuracién Heredado de
la ROM opcional, consulte la siguiente sugerencia de tecnologia:

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht506118

Si es necesario utilizar las ROM opcionales, no configure las ROM opcionales de ranura en Heredado en el
menu de dispositivos y puertos de E/S. En su lugar, configure las ROM opcionales de ranura en Automatico
(valor predeterminado) y defina el modo de arranque del sistema en Modo heredado. Las ROM opcionales
en Heredado se invocan poco antes del arranque del sistema.

El servidor muestra inmediatamente el visor de sucesos de la POST cuando esta encendido
Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema.
1. Corrija los errores que se indican en los LED del sistema y la pantalla de diagndstico.

2. Asegurese de que el servidor admita a todos los procesadores y que los procesadores coinciden en
velocidad y tamano de la memoria caché.

Puede ver los detalles del procesador desde la configuracion del sistema.

Para determinar si el procesador es compatible para el servidor, consulte https://
serverproven.lenovo.com.

3. (Solamente para técnicos de servicio expertos) Asegurese de que el procesador 1 esté colocado
correctamente
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4. (Solamente para técnicos de servicio expertos) Quite el procesador 2 y reinicie el servidor.

5. Sustituya los siguientes componentes de uno en uno, en el orden mostrado y reiniciando el servidor
cada vez:

a. (Solamente para técnicos de servicio expertos) Procesador
b. (Solo técnico de soporte experto) Placa del sistema (conjunto de la placa del sistema)

El servidor no responde (POST completa y sistema operativo en ejecucion)
Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema.

¢ Sise encuentra en la misma ubicacion del nodo de célculo, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Si esta utilizando una conexion KVM, asegurese de que la conexion esté funcionando correctamente.
De lo contrario, asegurese de que el teclado y el mouse estén funcionando correctamente.

2. Sies posible, inicie sesion en el nodo de célculo y verifique que todas las aplicaciones estén en
ejecucion (que no haya aplicaciones colgadas).

3. Reinicie el nodo de célculo.

4. Si el problema continua, asegurese de que el software nuevo se haya instalado y configurado
correctamente.

5. Pdngase en contacto con el establecimiento de compra del software o con su proveedor de software.
e Lleve a cabo los siguientes pasos si esta accediendo al nodo de calculo desde una ubicacién remota:

1. Asegurese de que todas las aplicaciones estén en ejecucion (que no haya aplicaciones colgadas).

2. Intente cerrar la sesion del sistema e iniciar la sesion de nuevo.

3. Valide el acceso de red haciendo ping o ejecutando una ruta de rastreo hasta el nodo de calculo
desde una linea de mandatos.

a. Sino puede obtener una respuesta durante una prueba de ping, intente hacer ping en otro nodo
de calculo en el alojamiento para determinar si se trata de un problema de conexién o del nodo de
célculo.

b. Ejecute una ruta de rastreo para determinar dénde se interrumpe la conexion. Intente resolver un
problema de conexién con la VPN o el punto en el que se interrumpe la conexion.

4. Reinicie el nodo de célculo remotamente a través de la interfaz de gestion.

5. Si el problema continua, verifique que el software nuevo se haya instalado y configurado
correctamente.

6. Pdngase en contacto con el establecimiento de compra del software o con su proveedor de software.

El servidor no responde (POST fall6 y no puede iniciar la configuracién del sistema)

Los cambios de la configuracion, como la adicion de dispositivos y las actualizaciones de firmware del
adaptador, y los problemas de cédigo del firmware o la aplicacion pueden hacer que el servidor no pase
satisfactoriamente la POST (autoprueba de encendido).

Si esto ocurre, el servidor responde de alguna de las siguientes maneras:

e El servidor se reinicia automaticamente e intenta pasar la POST nuevamente.

¢ El servidor se cuelga y usted debe reiniciar manualmente el servidor para que intente pasar la POST
nuevamente.

Después de un numero especificado de intentos consecutivos (automaticos o0 manuales), el servidor se
revierte a la configuracion UEFI predeterminada e inicia la configuracién del sistema, de modo que pueda
hacer las correcciones necesarias a la configuracioén y reinicie el servidor. Si el servidor no puede completar
la POST satisfactoriamente con la configuracion predeterminada, es posible que haya un problema con la
placa del sistema (conjunto de la placa del sistema). Puede especificar el nimero de intentos de reinicio
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consecutivos en la configuracion del sistema. Luego, haga clic en Valores del sistema - Recuperacion -
Intentos de POST — Limite de intentos de POST. Las opciones disponibles son 3, 6, 9 y 255.

El error de voltaje de la placa se muestra en el registro de eventos
Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema.

1. Restaure el sistema a la configuracién minima. Consulte “Especificaciones técnicas del nodo” en la
pagina 157 para obtener informacién acerca del nimero minimo de procesadores y DIMM.

2. Reinicie el sistema.

¢ Sise reinicia del sistema, agregue los elementos que quitd, uno a la vez y reinicie el sistema después
de cada instalacion, hasta que se produzca el error. Sustituya el elemento que causa el error.

e Si el sistema no se reinicia, puede que la placa del sistema (conjunto de la placa del sistema)
produzca el problema.
Olor inusual
Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema.
1. Un olor inusual podria provenir del equipo recientemente instalado.
2. Si el problema continda, péngase en contacto con soporte técnico de Lenovo.

El servidor parece estar caliente
Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema.

Multiples nodos de calculo o chasis:

1. Asegurese de que le temperatura de la sala se encuentre dentro del rango especificado (consulte
“Gestion de la temperatura ambiente” en la pagina 162).

2. Asegurese de que los ventiladores estén instalados correctamente.
3. Actualice UEFIy el firmware de XCC a la versidon mas reciente.

4. Asegurese de que los rellenos del servidor estén instalados correctamente (consulte Capitulo 1
“Procedimientos de sustitucion del hardware” en la pagina 1 para ver los procedimientos de instalacion
detallados).

5. Utilice el comando IPMI para aumentar la velocidad del ventilador a la velocidad completa del ventilador
para ver si se puede resolver el problema.
Nota: El comando crudo IPMI solo debe ser utilizado por un técnico de servicio experto y cada sistema
tiene su propio comando crudo PMI.

6. Compruebe el registro de sucesos del procesador de gestidon para buscar mensajes de sucesos de alza
de temperatura. Si no hay sucesos de temperatura en aumento, el nodo de célculo se estéa ejecutando
dentro de las temperaturas de funcionamiento normales. Tenga en cuenta que cierta variacion en la
temperatura es previsible.

No se puede entrar en el modo heredado después de instalar un adaptador nuevo

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para solucionar el problema.

1. Vaya a Configuraciéon de UEFI - Dispositivos y puertos de E/S = Establecer orden de ejecucion
de opcion de ROM.

2. Mueva el adaptador RAID con el sistema operativo instalado al principio de la lista.
3. Seleccione Guardar.
4. Reinicie el sistema y arranque automaticamente en el sistema operativo.
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Piezas agrietadas o chasis agrietado

Poéngase en contacto con Soporte de Lenovo.

Problemas de los dispositivos opcionales

Utilice esta informacion para resolver problemas asociados a dispositivos opcionales.

“Se detectd una insuficiencia de recursos de PCle” en la pagina 193
“Un dispositivo opcional de Lenovo recién instalado no funciona” en la pagina 193
“Un dispositivo opcional de Lenovo que funcionaba antes ha dejado de funcionar.” en la pagina 193

Se detectd una insuficiencia de recursos de PCle

Si ve un mensaje de error que indica “Se detecté una insuficiencia de recursos de PCI”, lleve a cabo los
siguientes pasos hasta que se resuelva el problema:

1.
2.

Presione Intro para acceder a Setup Utility del sistema.

Seleccione Valores del sistema = Dispositivos y puertos de E/S - Base config MM; luego,
modifique el valor para incrementar los recursos del dispositivo. Por ejemplo, modifique 3 GBa 2 GB o
modifique 2 GB a 1 GB.

3. Guarde la configuracion y reinicie el sistema.

. Si el error persiste con la configuracién mas alta de recursos para el dispositivo (1 GB), apague el

sistema y retire algunos dispositivos PCle; a continuacion, encienda el sistema.
Si se producen errores en el reinicio, repita los paso 1 al 4.

6. Si el error persiste, presione Intro para acceder a Setup Utility del sistema.

9.

. Seleccione Valores del sistema = Dispositivos y puertos de E/S - Asignacion de recursos de 64

bits a PCI; luego, modifique el valor de Automatico a Habilitar.

. Si el dispositivo de arranque no admite MMIO sobre 4 GB para arranque heredado, use el modo de

arranque de UEFI o retire o deshabilite algunos dispositivos PCle.
Poéngase en contacto con el soporte técnico de Lenovo.

Un dispositivo opcional de Lenovo recién instalado no funciona

1. Asegurese de que:

¢ El servidor admite el dispositivo (consulte https://serverproven.lenovo.com).

¢ Ha seguido las instrucciones de instalacion que venian con el dispositivo y el dispositivo se ha
instalado correctamente.

¢ No ha aflojado otros dispositivos instalados ni otros cables.

e Ha actualizado la informacién de la configuracion en el programa Setup utility. Siempre que cambie la
memoria o cualquier otro dispositivo, debe actualizar la configuracion.

2. Vuelva a colocar el dispositivo que acaba de instalar.

3.

Sustituya el dispositivo que acaba de instalar.

Un dispositivo opcional de Lenovo que funcionaba antes ha dejado de funcionar.

1. Asegurese de que todas las conexiones de cable del dispositivo estén bien sujetas.

2.
3.

Si el dispositivo se suministra con instrucciones de comprobacion, siga estas para probar el dispositivo.

Si el dispositivo que falla es un dispositivo SCSI, asegurese de que:

¢ Los cables de todos los dispositivos SCSI externos estén bien sujetos.

¢ Se hayan encendido todos los dispositivos SCSI externos. Debe encender un dispositivo SCSI
externo antes de encender el servidor.

4. Vuelva a colocar el dispositivo que presenta el error.
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5. Sustituya el dispositivo que presenta el error.

Problemas de encendido y apagado

Utilice esta informaciodn para resolver problemas al encender o al apagar el servidor.

e “El hipervisor integrado no esta en la lista de arranque.” en la pagina 194
e “El servidor no enciende” en la pagina 194
e “El servidor no se apaga” en la pagina 195

El hipervisor integrado no esta en la lista de arranque.
Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Asegurese de seleccionar el dispositivo flash del hipervisor integrado opcional en el programa Boot
Manager <F12> Select Boot Device durante el inicio.

2. Asegurese de que el dispositivo flash del hipervisor integrado esté colocado correctamente en el
conector (consulte Capitulo 1 “Procedimientos de sustitucion del hardware” en la pagina 1).

3. Consulte la documentaciéon que se incluye con el dispositivo flash del hipervisor integrado opcional para
validar la configuracién correcta del dispositivo.

4. Asegurese de que otro software funcione en el servidor.

El servidor no enciende
Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:
Nota: El botdn de alimentacion no funcionara hasta aproximadamente cinco a diez segundos después de
que el servidor se haya conectado a la alimentacion para permitir que BMC complete la inicializacion.
1. Asegurese de que el botén de encendido funcione correctamente:
a. Desconecte los cables de alimentacién del servidor.
b. Vuelva a conectar los cables de alimentacion.

c. (Solamente para técnicos de servicio expertos) Vuelva a colocar el cable del panel frontal del
operador y, a continuacion, repita los pasos 1ay 1b.

* (Solamente para técnicos de servicio expertos) Si el servidor se inicia, vuelva a colocar el panel
frontal del operador. Si el problema continua, sustituya el panel frontal del operador.

¢ Si el servidor no se inicia, omita el botdén de encendido utilizando el puente de encendido forzado.
Si el servidor se inicia, vuelva a colocar el panel frontal del operador. Si el problema continua,
sustituya el panel frontal del operador.

2. Asegurese de que el boton de reinicio funciona correctamente:
a. Desconecte los cables de alimentacion del servidor.
b. Vuelva a conectar los cables de alimentacion.

c. (Solamente para técnicos de servicio expertos) Vuelva a colocar el cable del panel frontal del
operador y, a continuacion, repita los pasos 2ay 2b.

¢ (Solamente para técnicos de servicio expertos) Si el servidor se inicia, vuelva a instalar el panel
frontal del operador.

¢ Sino se inicia el servidor, vaya al paso 3.

3. Asegurese de que ambas fuentes de alimentacién instaladas en el servidor sean del mismo tipo.
Mezclar fuentes de alimentacion del servidor distintas producira un error del sistema (el LED de error del
sistema del panel frontal del operador se encenderd).

4. Asegurese de que:
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* Los cables de alimentacion estan conectados correctamente al servidor y a una toma de corriente
que funcione.

El tipo de memoria que se instala es el correcto y se cumplen las reglas de instalacion.

Los DIMM estan bien asentados con pestillos de bloqueo completamente cerrados.

Los LED de la fuente de alimentacién no indican ningun problema.

Los procesadores estan instalados en la secuencia correcta.

5. Vuelva a colocar los siguientes componentes:
a. Conector del panel del operador frontal
b. Fuentes de alimentacion
6. Vuelva a colocar los componentes y reinicie el servidor cada vez:
a. Conector del panel del operador frontal
b. Fuentes de alimentacion

7. Siacaba de instalar un dispositivo opcional, extraigalo y reinicie el servidor. Si el servidor se inicia ahora,
es posible que haya instalado mas dispositivos de los que admite la fuente de alimentacion.

8. Implemente la configuracion minima (un procesador y un DIMM) para comprobar si algun componente
especifico bloquea el permiso de alimentacion.

9. Recopile la informacion de error capturando los registros del sistema y proporcionarla al soporte de
Lenovo.

10. Consulte “LED de fuente de alimentacion” en la pagina 171.

El servidor no se apaga
Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema:

1. Determine si esta utilizando una interfaz de alimentacién y configuracién avanzada (ACPI) o un sistema
operativo que no sea ACPI. Si esta utilizando un sistema operativo que no sea ACPI, lleve a cabo los
siguientes pasos:

a. Presione Ctrl+Alt+Delete.

b. Apague el servidor presionando el botén de encendido y manteniéndolo durante 5 segundos.
c. Reinicie el servidor.
d

. Sila POST del servidor produce un error y el botén de encendido no funciona, desconecte el cable
de alimentacion durante 20 segundos y, a continuacion, vuelva a conectar el cable de alimentacion y
reinicie el servidor.

2. Si el problema persiste o si utiliza un sistema operativo que se base en ACPI, puede que exista un
problema en la placa del sistema (conjunto de la placa del sistema).

Problemas de alimentacion

Utilice esta informacién para resolver problemas asociados con la alimentacién.

El LED de error del sistema esta encendido y se muestra el registro de sucesos “Fuente de
alimentacion perdié la entrada”

Para resolver el problema, asegurese de que:
1. La fuente de alimentacion se encuentre conectada correctamente con un cable de alimentacion.

2. El cable de alimentacion esta conectado una toma eléctrica correctamente conectada a tierra para el
servidor.

3. Asegurese de que la fuente de alimentacion de CA esté estable dentro del rango admitido.

4. Intercambie la fuente de alimentacion para ver si el problema persiste con la fuente de alimentacion, si
sigue a la fuente de alimentacién y luego sustituya la que falla.
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5. Reuvise el registro de eventos de y vea como es el problema para en seguir las acciones del registro de
eventos para resolver los problemas.

Problemas del procesador

Consulte esta seccidn para resolver problemas asociados a un procesador.
e “El sistema va directamente al visor de eventos de la POST cuando esta encendido.” en la pagina 196

El sistema va directamente al visor de eventos de la POST cuando esta encendido.

1. Compruebe los LED de diagnéstico de Lightpath y el registro de sucesos de Lenovo XClarity Controller,
y solucione cualquier error que haya ocurrido.

2. Asegurese de que el sistema admita a todos los procesadores y que los procesadores coinciden en
velocidad y tamafo de la memoria caché. Puede ver los detalles del procesador desde la configuracion
del sistema. Para determinar si el procesador es compatible para el sistema, consulte https://
serverproven.lenovo.com.

3. (Solo un técnico de servicio experto) Asegurese de que el procesador 1 esté colocado correctamente.
4. (Solamente para técnicos de servicio expertos) Extraiga el procesador 2 y reinicie el sistema.

5. Sustituya los siguientes componentes de uno en uno, en el orden mostrado y reiniciando el sistema
cada vez:

a. (Solamente para técnicos de servicio expertos) Procesador
b. (Solamente para técnicos de servicio expertos) Placa del sistema

Problemas de dispositivo serie

Utilice esta informaciodn para resolver problemas asociados a dispositivos serie.

e “El numero de puertos serie que identifica el sistema operativo es inferior al nUmero de puertos
instalados.” en la pagina 196

e “Un dispositivo serie no funciona” en la pagina 196
El nimero de puertos serie que identifica el sistema operativo es inferior al niimero de puertos
instalados.

1. Asegurese de que:
e Cada puerto tiene asignada una direccién exclusiva en el programa Setup Utility y ninguno de los
puertos serie esta deshabilitado.
e El adaptador de puerto serie (si se dispone de uno) esta colocado correctamente.

2. Vuelva a colocar el adaptador del puerto serie.
3. Sustituya el adaptador del puerto serie.

Un dispositivo serie no funciona

1. Asegurese de que:
¢ El dispositivo es compatible con el servidor.
e FEl puerto serie esta habilitado y tiene asignada una direccion unica.
¢ FEl dispositivo estd conectado al conector correcto (consulte “Conectores de la placa del sistema” en
la pagina 167).

2. Vuelva a colocar los siguientes componentes:
a. Dispositivo serie con error
b. Cable serie

3. Sustituya los siguientes componentes de uno en uno, reiniciando el servidor cada vez:
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4.

a. Dispositivo serie con error
b. Cable serie
(Solo técnico de soporte experto) Sustituya la placa del sistema (conjunto de la placa del sistema).

Problemas de software

Utilice esta informacidn para resolver los problemas de software.

1.

3.

Para averiguar si el problema esta ocasionado por el software, asegurese de que:
¢ FEl servidor tiene la memoria minima que se necesita para utilizar el software. Para conocer los
requisitos de memoria, consulte la informacion que se proporciona con el software.

Nota: Siacaba de instalar un adaptador o una memoria, es posible que el servidor tenga un conflicto
de direccion de memoria.

¢ El software esta disefiado para funcionar en el servidor.

¢ Otro software funciona en el servidor.

¢ El software funciona en otro servidor.

. Sirecibe mensajes de error al utilizar el software, consulte la informacion que se proporciona con el

software para ver una descripcion de los mensajes y las soluciones sugeridas para el problema.
Poéngase en contacto con el lugar donde adquirié el software.

Problemas de la unidad de almacenamiento

Use esta informacion para resolver problemas relacionados con las unidades de almacenamiento.

“El servidor no reconoce una unidad” en la pagina 197

El servidor no reconoce una unidad

Lleve a cabo los siguientes pasos hasta que se solucione el problema.

1.

2.

3.

Verifique que la unidad sea admitida por el servidor. Consulte https://serverproven.lenovo.com para
obtener una lista de las unidades compatibles.

Asegurese de que el servidor esté colocado correctamente en la bahia de unidad y que no haya dafos
fisicos en los conectores de la unidad.

Ejecute las pruebas de diagndstico para el adaptador SAS/SATA y las unidades. Cuando inicia un
servidor y presiona la tecla especificada en las instrucciones en pantalla, se muestra la interfaz de LXPM
de forma predeterminada. (Para obtener mas informacién, consulte la seccién “Arranque” en la
documentacién de LXPM compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/). Puede
realizar diagnésticos de la unidad desde esta interfaz. Desde la pagina Diagndstico, haga clic en
Ejecutar diagnéstico = Prueba de unidad de disco.

Sobre la base de esas pruebas:

¢ Si el adaptador pasa la prueba pero no se reconocen las unidades, sustituya el cable de sefial de la
placa posterior y vuelva a ejecutar las pruebas.

e Sustituya la placa posterior.

¢ Si el adaptador no pasa la prueba, desconecte el cable de sefial de la placa posterior del adaptador y
ejecute las pruebas de nuevo.

¢ Siel adaptador no pasa la prueba, sustituyalo.
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Apéndice A. Obtencidn de ayuda y asistencia técnica

Si necesita ayuda, servicio o asistencia técnica, o simplemente desea obtener mas informacién acerca de
los productos de Lenovo, encontrara una amplia variedad de fuentes disponibles en Lenovo que le asistiran.

En la siguiente direccién de la World Wide Web, encontrara informacion actualizada acerca de los sistemas,
los dispositivos opcionales, los servicios y el soporte de Lenovo:

http://datacentersupport.lenovo.com

Nota: IBM es el proveedor de servicios preferido de Lenovo para ThinkSystem

Antes de llamar

Antes de llamar, existen varios pasos que debe tomar para intentar resolver el problema usted mismo. Si
decide que necesita solicitar asistencia, recopile la informacion necesaria para el técnico de servicio para
facilitar la resolucion expedita del problema.
Intente resolver el problema usted mismo

Usted puede resolver muchos problemas sin asistencia externa siguiendo los procedimientos de resolucion
de problemas que Lenovo proporciona en la ayuda en linea o en la documentacion del producto Lenovo. La
ayuda en linea también describe las pruebas de diagndstico que usted puede realizar. La documentacién de
la mayoria de sistemas, sistemas operativos y programas contiene procedimientos de resolucion de
problemas y explicaciones de mensajes de error y cédigos de error. Si sospecha que tiene un problema de
software, consulte la documentacion del sistema operativo o del programa.

Encontrara documentacion de producto para los productos ThinkSystem en la siguiente ubicacion:
https://pubs.lenovo.com/

Puede realizar estos pasos para intentar solucionar el problema usted mismo:

e Compruebe todos los cables para asegurarse de que estan correctamente conectados.

e Compruebe los interruptores de alimentacién para asegurarse de que el sistema y los posibles
dispositivos opcionales estan encendidos.

¢ Revise los controladores de dispositivo actualizados de software, firmware y sistema operativo para su
producto Lenovo. (Consulte los siguientes enlaces) Los términos y condiciones de Lenovo Warranty
establecen que usted, el propietario del producto Lenovo, es responsable del mantenimiento y la
actualizacion de todo el software y firmware para el producto (excepto que esté cubierto por un contrato
de mantenimiento adicional). Su técnico de servicio le solicitara que actualice su software y firmware si el
problema posee una solucion documentada dentro de una actualizacion de software.

— Descargas de controladores y software

— https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3/downloads/driver-
list

— Centro de soporte de sistema operativo

— https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os

— Instrucciones de instalacién del sistema operativo

— https://pubs.lenovo.com/#os-installation
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¢ Sihainstalado hardware o software nuevos en su entorno, revise https://serverproven.lenovo.com para
asegurarse de que el hardware y software son compatibles con su producto.

e Consulte Capitulo 3 “Determinacién de problemas” en la pagina 153 para obtener instrucciones sobre
aislamiento y resolucién de problemas.

¢ Vaya a http://datacentersupport.lenovo.com y revise la informacién sobre cémo resolver el problema.

Para buscar las sugerencias de tecnologia disponibles para el servidor:

1. Vaya a http://datacentersupport.lenovo.com y navegue a la pagina de soporte correspondiente a su
servidor.

2. Haga clic en How To’s (Como) en el panel de navegacion.
3. Haga clic en Article Type (Tipo de articulo) = Solution (Solucidn) en el menu desplegable.

Siga las instrucciones de la pantalla para elegir la categoria del problema que tiene.

¢ \Visite el Foros del centro de datos de Lenovo en https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_
eg para ver si otra persona se encontré con un problema similar.

Recopilacion de informacion necesaria para llamar a Soporte

Si requiere servicio de garantia para su producto Lenovo, los técnicos de servicio estaran disponibles para
ayudarlo de forma mas eficaz si usted se prepara la informacién apropiada antes de llamar. También puede
visitar http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup para obtener mas informacion sobre la garantia del
producto.

Reuna la siguiente informacion para proporcionar al técnico de servicio. Esta informacién ayudara al técnico
de servicio a proporcionar rapidamente una solucion para su problema y asegurar que usted reciba el nivel
de servicio que ha contratado.

¢ Numeros de contrato del acuerdo de Mantenimiento de hardware y software, si corresponde

e Numero del tipo de equipo (identificador de 4 digitos del equipo Lenovo). El nimero de tipo de equipo se
puede encontrar en la etiqueta de ID, consulte “Identificacidn del servidor y acceso a Lenovo XClarity
Controller” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema.

¢ Numero de modelo

¢ Numero de serie

¢ Niveles de firmware para el sistema actual y UEFI

¢ Otra informacién pertinente, como mensajes y registros de errores

Como alternativa a llamar a Lenovo Support, puede ir a https://support.lenovo.com/servicerequest para enviar
una solicitud de servicio electrénico. Al enviar una Solicitud de servicio electrénico se inicia el proceso para
determinar una solucién a su problema poniendo la informacién relevante a disposicién de los técnicos de
servicio. Los técnicos de servicio de Lenovo podran empezar a trabajar en la busqueda de una solucién en
cuanto haya completado y enviado una Solicitud de servicio electrénico.

Recopilacion de datos de servicio

Para identificar claramente la causa de un problema de servidor o para atender a una peticion de Lenovo
Support, es posible que deba recopilar datos del servicio que se pueden utilizar para un andlisis posterior.
Los datos de servicio incluyen informacién como registros de eventos e inventario de hardware.

Los datos de servicio se pueden recopilar a través de las siguientes herramientas:

¢ Lenovo XClarity Provisioning Manager

200 Guia de mantenimiento del hardware deThinkSystem SD530 V3


https://serverproven.lenovo.com
http://datacentersupport.lenovo.com
http://datacentersupport.lenovo.com
https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup
https://support.lenovo.com/servicerequest

Utilice la funcion de recopilacion de datos del servicio de Lenovo XClarity Provisioning Manager para
recopilar datos del servicio del sistema. Puede recopilar datos existentes del registro del sistema o
ejecutar un nuevo diagndstico para recopilar nuevos datos.

¢ Lenovo XClarity Controller

Puede utilizar la interfaz web de Lenovo XClarity Controller o la CLI para recopilar datos de servicio del
servidor. El archivo se puede guardar y enviar a Lenovo Support.

— Para obtener mas informacidn acerca del uso de la interfaz web para recopilar datos del servicio,
consulte la seccién “Copia de seguridad de la configuracion del BMC” en la documentacion de XCC
compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/.

— Para obtener mas informacion acerca del uso de la CLI para recopilar datos del servicio, consulte la
seccioén “Comando ffdc de XCC” en la documentacion de XCC compatible con su servidor en https://
pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/.

¢ Lenovo XClarity Administrator

Lenovo XClarity Administrator se puede configurar para que automaticamente recopile y envie archivos
de diagndstico a Lenovo Support cuando ocurran ciertos eventos de mantenimiento en Lenovo XClarity
Administrator y en los puntos finales gestionados. Puede elegir enviar los archivos de diagndstico a
Soporte técnico de Lenovo mediante Call Home o a otro proveedor de servicio mediante SFTP. También
puede recopilar los archivos de diagndstico de forma manual, abrir un registro de problemas y enviar
archivos de diagndéstico a Soporte técnico de Lenovo.

Puede encontrar mas informacién acerca de la configuracién de notificaciones automaticas en Lenovo
XClarity Administrator en http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_
setupcallhome.html.

¢ Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLlI tiene la aplicacién de inventario para recopilar datos del servicio.
Puede ejecutarse en banda y fuera de banda. Cuando funcione en banda dentro del sistema operativo del
host en el servidor, OneCLI puede recopilar informacién acerca del sistema operativo, como el registro de
eventos del sistema operativo, adicionalmente a los datos de servicio del hardware.

Para obtener datos del servicio, puede ejecutar el comando getinfor. Para obtener mas informacién
acerca de la ejecucion de getinfor, consulte https://pubs.lenovo.com/Ixce-onecli/onecli_r_getinfor_
command.

Ponerse en contacto con soporte

Puede ponerse en contacto con soporte para obtener ayuda para su problema.

Puede recibir servicio para hardware a través de un proveedor de servicio autorizado de Lenovo. Para
localizar a un proveedor de servicio autorizado por Lenovo para prestar servicio de garantia, visite la pagina
https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider y use los filtros de busqueda para diferentes paises.
Para obtener los niumeros de teléfono de soporte de Lenovo, consulte https://datacentersupport.lenovo.com/
supportphonelist para ver los detalles de soporte de su region.
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Apéndice B. Documentos y respaldos

Esta seccidén proporciona documentos practicos, descargas de controladores y de firmware, asi como
recursos de soporte.

Descarga de documentos

En esta seccidn se proporciona una introduccién y un enlace de descarga de documentos practicos.

Documentos

Descargue la siguiente documentacién del producto en:

https://pubs.lenovo.com/sd530-v3/pdf_files
¢ Guias de instalacion de rieles
— Instalacion del riel en un bastidor
https://pubs.lenovo.com/st650-v2/thinksystem_|_shaped_rail_kit.pdf
¢ Guia del usuario

— Visién general completa, configuracion del sistema, sustitucion de componentes de hardware y
resolucion de problemas.

Capitulos seleccionados de la Guia del usuario:

— Guia de configuracion del sistema: Vision general del servidor, identificacion de componentes,
LED del sistema y pantalla de diagndstico, desembalaje de productos, instalacion y configuracion
del servidor.

— Guia de mantenimiento de hardware : Instalacion de componentes de hardware, disposicién de
los cables y resolucion de problemas.

¢ Mensajes y cédigos de referencia
— Sucesos de XClarity Controller, LXPM y uEFI
* Manual de UEFI

— Introduccién a la configuracion de UEFI

Sitios web de soporte

En esta seccion se proporcionan descargas de controladores y de firmware, asi como recursos de soporte.

Soporte y descargas
¢ Sitio web de descarga de controladores y software para ThinkSystem SD530 V3

- https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3/downloads/driver-list

e Foros de Lenovo Data Center

— https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
e Soporte de Lenovo Data Center para ThinkSystem SD530 V3

— https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530v3/7dd3
¢ Documentos de informacion de la licencia de Lenovo

- https://datacentersupport.lenovo.com/documents/Invo-eula
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¢ Sitio web de Lenovo Press (Guias de productos/Hojas de datos/Documentos)

— https://lenovopress.lenovo.com/

e Declaracién de privacidad de Lenovo

— https://www.lenovo.com/privacy
¢ Avisos de seguridad del producto Lenovo

— https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
¢ Planes de garantia de producto de Lenovo

— http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

¢ Sitio web del Centro de soporte de sistemas operativos de Lenovo Server

— https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os

¢ Sitio web de Lenovo ServerProven (busqueda de compatibilidad de opciones)

— https://serverproven.lenovo.com

¢ Instrucciones de instalaciéon del sistema operativo
— https://pubs.lenovo.com/#os-installation
¢ Enviar un boleto electrénico (solicitud de servicio)

— https://support.lenovo.com/servicerequest

e Suscribirse a las notificaciones de productos de Lenovo Data Center Group (mantenga las
actualizaciones de firmware actualizadas)

— https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500

204  Guia de mantenimiento del hardware deThinkSystem SD530 V3


https://lenovopress.lenovo.com/
https://www.lenovo.com/privacy
https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup
https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os
https://serverproven.lenovo.com
https://pubs.lenovo.com/#os-installation
https://support.lenovo.com/servicerequest
https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500

Apéndice C. Avisos

Puede que Lenovo no comercialice en todos los paises los productos, servicios o caracteristicas a los que
se hace referencia en este documento. Pédngase en contacto con su representante local de Lenovo para
obtener informacién acerca de los productos y servicios disponibles actualmente en su zona.

Las referencias a productos, programas o servicios de Lenovo no pretenden afirmar ni implicar que solo
puedan utilizarse esos productos, programas o servicios de Lenovo. En su lugar, puede utilizarse cualquier
producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de
propiedad intelectual de Lenovo. Sin embargo, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el
funcionamiento de cualquier otro producto, programa o servicio.

Lenovo puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que aborden temas descritos en este
documento. La posesion de documento no constituye una oferta y no le otorga ninguna licencia sobre
ninguna patente o solicitud de patente. Puede enviar sus consultas, por escrito, a:

Lenovo (United States), Inc.

1009 Think Place

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo VP of Intellectual Property

LENOVO PROPORCIONA ESTA PUBLICACION “TAL CUAL” SIN GARANTIA DE NINGUNA CLASE, NI
EXPLICITA NI IMPLICITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE NO
VULNERACION DE DERECHOS, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD
DETERMINADA. Algunas legislaciones no contemplan la exclusion de garantias, ni implicitas ni explicitas,
por lo que puede haber usuarios a los que no afecte dicha norma.

Esta informacion podria incluir inexactitudes técnicas o errores tipograficos. La informacion aqui contenida
esta sometida a modificaciones periddicas, las cuales se incorporaran en nuevas ediciones de la
publicacién. Lenovo se reserva el derecho a realizar, si lo considera oportuno, cualquier modificacion o
mejora en los productos o programas que se describen en esta publicacién.

Los productos descritos en este documento no estan previstos para su utilizaciéon en implantes ni otras
aplicaciones de reanimacién en las que el funcionamiento incorrecto podria provocar lesiones o la muerte a
personas. La informacién contenida en este documento no cambia ni afecta a las especificaciones o
garantias del producto de Lenovo. Ninguna parte de este documento debera regir como licencia explicita o
implicita o indemnizacion bajo los derechos de propiedad intelectual de Lenovo o de terceros. Toda la
informacion contenida en este documento se ha obtenido en entornos especificos y se presenta a titulo
ilustrativo. Los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar.

Lenovo puede utilizar o distribuir la informacién que le suministre el cliente de la forma que crea oportuna,
sin incurrir con ello en ninguna obligacion con el cliente.

Las referencias realizadas en esta publicacion a sitios web que no son de Lenovo se proporcionan
Unicamente en aras de la comodidad del usuario y de ningun modo pretenden constituir un respaldo de los
mismos. La informacion de esos sitios web no forma parte de la informacion para este producto de Lenovo,
por lo que la utilizacion de dichos sitios web es responsabilidad del usuario.

Los datos de rendimiento incluidos en este documento se han obtenido en un entorno controlado. Asi pues,
los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar de forma significativa. Es posible que
algunas mediciones se hayan realizado en sistemas en desarrollo, por lo que no existen garantias de que
estas sean las mismas en los sistemas de disponibilidad general. Ademas, es posible que la estimacion de
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algunas mediciones se haya realizado mediante extrapolacion. Los resultados reales pueden variar. Los
usuarios de la presente publicacion deben verificar los datos pertinentes en su entorno de trabajo especifico.

Marcas registradas

Lenovo, el logotipo de Lenovo, ThinkSystem, Flex System, System x, NeXtScale System y x-Architecture
son marcas registradas de Lenovo en Estados Unidos, en otros paises o en ambos.

Intel e Intel Xeon son marcas registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y/o en otros paises.
Internet Explorer, Microsoft y Windows son marcas registradas del grupo de empresas Microsoft.
Linux es una marca registrada de Linus Torvalds.

Otros nombres de empresas, productos o servicios pueden ser marcas registradas o marcas de servicio de
otras companias.

Notas importantes

La velocidad del procesador indica la velocidad del reloj interno del procesador; también hay otros factores
que afectan al rendimiento de la aplicacion.

La velocidad de la unidad de CD o DVD es la velocidad de lectura variable. Las velocidades reales varian y
con frecuencia son inferiores a la velocidad maxima posible.

Cuando se hace referencia al almacenamiento del procesador, al almacenamiento real y virtual o al volumen
del canal, KB representa 1.024 bytes, MB representa 1.048.576 bytes y GB representa 1.073.741.824 bytes.

Cuando se hace referencia a la capacidad de la unidad o al volumen de comunicaciones, MB representa
1 000 000 bytes y GB representa 1 000 000 000 bytes. La capacidad total a la que puede acceder el usuario
puede variar en funcién de los entornos operativos.

Las capacidades maximas de la unidad interna suponen sustituir toda unidad estandar y llenar todas las
bahias de unidad con las unidades de mayor tamarno admitidas actualmente disponibles en Lenovo.

Es posible que la memoria maxima requiera la sustitucion de la memoria estandar por un médulo de
memoria opcional.

Cada celda de memoria de estado sélido cuenta con un nimero finito e intrinseco de ciclos de escritura en
los que la celda puede incurrir. Por lo tanto, un dispositivo de estado sdlido tiene un nimero maximo de
ciclos de escritura a los que puede estar sujeto. Estos se expresan como total bytes written (total de bytes
escritos, TBW). Un dispositivo que excede este limite puede no responder a los mandatos generados por el
sistema o bien no se podra escribir en él. Lenovo no se hace responsable de la sustitucidon de un dispositivo
que haya excedido el numero garantizado maximo de ciclos de programa/eliminacién, como esta
documentado en las Especificaciones oficiales publicadas para el dispositivo.

Lenovo no ofrece declaraciones ni garantia de ningun tipo respecto a productos que no sean de Lenovo. El
soporte (si existe) para productos que no sean de Lenovo lo proporcionan terceros y no Lenovo.

Es posible que parte del software difiera de su version minorista (si esta disponible) y que no incluya
manuales de usuario o todas las funciones del programa.
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Avisos de emisiones electronicas

Cuando fija un monitor al equipo, debe utilizar el cable de monitor asignado y todos los dispositivos de

supresion de interferencia que se proveen con él.

Declaracion de RoHS de BSMI de la region de Taiwan

PRAEME RECERTSR
Restricted substances and its chemical symbols
BT Unit B NEHE B2 ES E2- NN
fhlead |ZKMercury| $8Cadmium | Hexavalent |Polybrominated| Polybrominated
(Pb) (Hg) (Cd) chromium biphenyls diphenyl ethers
(C1%) (PBB) (PBDE)

2 @) O @) O @) O
INERZE AR O @] ) ) ) O
WA S Y - O O @) O O
EREHRE - O O O @) O
RAEEH - O O O @) O
AFEA - O O @) @) )
EIBSEEA - O O O @) O
BEASH - O O O @) O
HERE - O O O o) O
ENRI & BE 1 - O O ) O O

HBEL BHOIwt%” R TEBH.01wt%” GRERBYMEZENLZSBEANEZSEEEE -
Note1 :“exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content
of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

®E2."O" GEZERBVEZADEERBEHAN LS EEEE -

Note2: “ O “indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the
percentage of reference value of presence.

BE3 - BRIEZBERAVERFRIER -

Note3:The “-“indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Informacion de contacto de importacion y exportacion de Taiwan

Existen contactos disponibles para la informacion de importacion y exportacién para Taiwan.

T/ ENBRE: 2B EBRIXERRNMERAT
OB SlEmrEER=E 66 5k 8 12
#ERFERE: 0800-000-702

Apéndice C. Avisos

207



208 Guia de mantenimiento del hardware deThinkSystem SD530 V3









	Contenido 
	Seguridad 
	Lista de comprobación de inspección de seguridad 

	Capítulo 1.  Procedimientos de sustitución del hardware 
	Directrices de instalación 
	Lista de comprobación de inspección de seguridad 
	Directrices de fiabilidad del sistema 
	Manipulación de dispositivos sensibles a la electricidad estática 

	Reglas y orden de instalación de un módulo de memoria 
	Orden de instalación de DIMM DRAM 

	Encendido y apagado del nodo 
	Encendido del nodo 
	Apagado del nodo 

	Sustitución del chasis 
	Extracción del chasis del bastidor 
	Instalación del chasis en el bastidor 

	Sustitución de componentes en el chasis 
	Sustitución de las abrazaderas EIA 
	Sustitución de fuente de alimentación de intercambio en caliente 
	Sustitución del compartimiento de PSU y la placa media del chasis 

	Sustitución de un componente de nodo 
	Sustitución del nodo 
	Sustitución de la batería CMOS (CR2032) 
	Sustitución del conjunto de compartimiento de la unidad 
	Sustitución del ventilador 
	Sustitución del compartimiento de OCP frontal 
	Sustitución del conducto de aire de GPU 
	Sustitución de unidad de intercambio en caliente 
	Sustitución de la unidad M.2 
	Sustitución de módulo de memoria 
	Sustitución de la tarjeta MicroSD 
	Sustitución del módulo de OCP 
	Sustitución del adaptador y del conjunto de expansión de PCIe 
	Sustitución de la barra de bus de alimentación 
	Sustitución de placa de distribución de alimentación 
	Sustitución de procesador y disipador de calor (solo técnicos capacitados) 
	Sustitución del módulo de E/S posterior 
	Sustitución del conjunto de la placa del sistema (solo técnico de soporte experto) 
	Sustitución de la cubierta superior 
	Sustitución del módulo de gestión de XCC 

	Completar la sustitución de piezas 

	Capítulo 2.  Disposición interna de los cables 
	Identificación de los conectores 
	Conectores de la placa del sistema para la disposición de los cables 
	Conectores de la placa posterior de la unidad 
	Conectores de la expansión de PCIe 
	Conectores de placa de distribución de alimentación 
	Conector del módulo de E/S posterior 
	Conector de E/S frontal de gestión de XCC 

	Disposición de los cables de la placa posterior de unidad E3.S 
	Disposición de los cables del ventilador 
	Disposición de los cables de los módulos de OCP frontal y de gestión de XCC 
	Disposición de cables de la expansión PCIe 
	Disposición de los cables de la placa de la distribución de alimentación 
	Disposición de los cables del módulo de E/S posterior y del módulo OCP 

	Capítulo 3.  Determinación de problemas 
	Registros de sucesos 
	Especificaciones 
	Especificaciones del chasis D3 
	Especificaciones técnicas del nodo 
	Especificaciones mecánicas del nodo 
	Especificaciones del entorno 

	Conectores de la placa del sistema 
	Resolución de problemas mediante LED de sistema y pantalla de diagnóstico 
	LED de la unidad 
	LED del panel frontal del operador 
	LED de fuente de alimentación 
	LED del firmware y módulo de seguridad de RoT 
	LED de la placa del sistema 
	LED del puerto de gestión del sistema XCC 
	Auricular de diagnóstico externo 

	Procedimientos generales para la determinación de problemas 
	Resolución de posibles problemas de alimentación 
	Resolución de posibles problemas del controlador de Ethernet 

	Resolución de problemas por síntoma 
	Problemas intermitentes 
	Problemas del teclado, del mouse o del dispositivo USB 
	Problemas de memoria 
	Problemas de monitor y de video 
	Problemas de red 
	Problemas observables 
	Problemas de los dispositivos opcionales 
	Problemas de encendido y apagado 
	Problemas de alimentación 
	Problemas del procesador 
	Problemas de dispositivo serie 
	Problemas de software 
	Problemas de la unidad de almacenamiento 


	Apéndice A.  Obtención de ayuda y asistencia técnica 
	Antes de llamar 
	Recopilación de datos de servicio 
	Ponerse en contacto con soporte 

	Apéndice B.  Documentos y respaldos 
	Descarga de documentos 
	Sitios web de soporte 

	Apéndice C.  Avisos 
	Marcas registradas 
	Notas importantes 
	Avisos de emisiones electrónicas 
	Declaración de RoHS de BSMI de la región de Taiwán 
	Información de contacto de importación y exportación de Taiwán 


